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(57) Hauptanspruch: Keramische elektronische Kompo-
nente (10), die Folgendes umfasst:

eine Chipkomponente (20) von einer rechteckigen Parallel-
flachform, die durch zwei gegeniiberliegende Endflachen
(20a, 20b) und vier Seitenflachen gebildet ist, mit einer ers-
ten Anschlusselektrode (22), die so ausgebildet ist, dass sie
die erste Endflache (20a) und von der ersten Endflache
(20a) ausgehend einen Teil der Seitenflachen umhiillt, und
einer zweiten Anschlusselektrode (24), die so ausgebildet
ist, dass sie die zweite Endflache (20b) und von der zweiten
Endflache (20b) ausgehend einen anderen Teil der Seiten-
flachen umhiillt,

einen ersten metallischen Anschlussabschnitt (30) mit
einem ersten flachen Plattenabschnitt (38), der der ersten
Endflache (20a) zugewandt ist, wobei mindestens ein Paar
erster Montagearmabschnitte (31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b)
mit dem ersten flachen Plattenabschnitt (38) verbunden ist,
das mit ersten Eingriffnahmevorspriingen (36a, 36b) ausge-
bildet ist, die einen ersten Umhullungsabschnitt (22c, 22d,
22e, 22f) in Eingriff nehmen, der ein Teil der ersten
Anschlusselektrode (22) ist und an den Seitenflachen der
Chipkomponente (20) positioniert ist, und wobei ein Paar
der ersten Montagearmabschnitte (31a, 31b, 33a, 33b,
35a, 35b) den ersten Umhillungsabschnitt (22c, 22d, 22e,
22f) zwischen sich hélt, und ein erster Montageabschnitt
(39), der mit dem ersten flachen Plattenabschnitt (38) ver-
bunden ist, sich parallel zu einer Seitenflache der Unterseite
der Chipkomponente ...
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Beschreibung
HINTERGRUND der ERFINDUNG
1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine kera-
mische elektronische Komponente, die eine Chip-
komponente und daran angebrachte metallische
Anschlisse umfasst.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Als eine keramische elektronische Kompo-
nente, wie zum Beispiel ein keramischer Kondensa-
tor oder dergleichen, wird neben der Ublichen Chip-
komponente, die direkt und einzeln mit der Chipkon-
taktseite auf dem Substrat oder dergleichen montiert
wird, eine Chipkomponente vorgeschlagen, die mit-
tels metallischer Anschlliisse angebracht wird. Es
wird berichtet, dass die keramische elektronische
Komponente, die mittels metallischer Anschlisse
angebracht wird, den Effekt hat, die Verformungs-
spannungen zu reduzieren, die vom Substrat aus
auf die Chipkomponente wirken, oder die Chipkom-
ponente vor Schlageinwirkung oder dergleichen zu
schitzen; und sie wird dort verwendet, wo es auf
Bestandigkeit und Zuverlassigkeit ankommt.

[0003] Bei der herkdbmmlichen keramischen elekt-
ronischen Komponente, die metallische Anschlisse
verwendet, werden die Anschlusselektroden der
Chipkomponente und die metallischen Anschliisse
mittels eines Lots oder dergleichen gebondet (siehe
Patentdokumente 1 bis 5 usw.). Durch Bonden der
Anschlusselektroden und der metallischen
Anschlisse mittels Lot oder dergleichen wird die
elektrische Verbindung zwischen der Chipkompo-
nente und den Anschlusselektroden sichergestellt,
und die metallischen Anschlisse kdénnen an der
Chipkomponente angebracht werden.

STAND DER TECHNIK

Patentdokument 1: JP 2000 - 306764 A
Patentdokument 2: JP 2000 - 235932 A
Patentdokument 3: US 2003/0161089 A1
Patentdokument 4: US 7331799 B1
Patentdokument 5: JP S62-92628 U

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

DURCH DIE ERFINDUNG ZU LOSENDES
PROBLEM

[0004] Um jedoch bei der herkbmmlichen kerami-
schen elektronischen Komponente, bei der die
metallischen Anschlisse und die Chipkomponente
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mittels Lot oder dergleichen gebondet werden, zu
verhindern, dass die Bondung zwischen den metalli-
schen Anschlissen und der Chipkomponente wah-
rend des Montageschrittes bricht, ist es notwendig,
das Hochtemperaturlot fir die Bondung zwischen
den metallischen Anschlissen und der Chipkompo-
nente zu nutzen; und es gibt das weitere Problem,
dass Material verwendet wird, das die Umwelt belas-
tet. Des Weiteren war bei der herkdmmlichen kerami-
schen elektronischen Komponente, die metallische
Anschlisse umfasst, die Produktion zeitaufwandig,
weil der Lotbondungsschritt wahrend der Produktion
ausgefihrt werden musste, und ein weiteres Prob-
lem waren die Kosten.

[0005] Die vorliegende Erfindung basiert auf der
oben beschriebenen Situation, und die Aufgabe
besteht darin, eine keramische elektronische Kom-
ponente bereitzustellen, die sich durch hohe Zuver-
I&ssigkeit auszeichnet und metallische Anschlisse
hat, die sich auf einfache Weise herstellen lassen,
und die Befestigungsstruktur fiir die Chipkompo-
nente bereitzustellen.

MITTEL ZUR LOSUNG DER PROBLEME

[0006] Um die oben beschriebenen Aufgaben zu
I6sen, umfasst die keramische elektronische Kompo-
nente gemaR der vorliegenden Erfindung:

eine Chipkomponente von ungefahr einer rech-
teckigen Parallelflachform mit einer ersten
Anschlusselektrode, die so ausgebildet ist,
dass sie einen Teil von Seitenflachen von einer
ersten Endflache ausgehend umhdillt, und einer
zweiten Anschlusselektrode, die so ausgebildet
ist, dass sie einen anderen Teil der Seitenfla-
chen von einer zweiten Endflache aus, die der
ersten Endflache gegeniberliegt, umhiillt,

einen ersten metallischen Anschlussabschnitt
mit einem ersten flachen Plattenabschnitt, der
der ersten Endflache zugewandt ist, wobei min-
destens ein Paar erster Montagearmabschnitte
mit dem ersten flachen Plattenabschnitt verbun-
den ist, das mit einem ersten Eingriffnahmevor-
sprung ausgebildet ist, der einen ersten Umhiil-
lungsabschnitt in Eingriff nimmt, der ein Teil der
ersten Anschlusselektrode ist und an der Sei-
tenflache der Chipkomponente positioniert ist,
und wobei ein Paar der ersten Montagearmab-
schnitte den ersten Umhillungsabschnitt zwi-
schen sich halt und einen ersten Montageab-
schnitt, der mit dem ersten flachen Plattenab-
schnitt verbunden ist und sich ungefahr parallel
zu jeder der Seitenflachen erstreckt, wobei er
und dabei einen vorgegebenen Raum zwischen
der Chipkomponente einnimmt, und

einen zweiten metallischen Anschlussabschnitt
mit einem zweiten flachen Plattenabschnitt, der
der zweiten Endflache zugewandt ist, wobei
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mindestens ein Paar zweiter Montagearmab-
schnitte mit dem zweiten flachen Plattenab-
schnitt verbunden ist, das mit einem zweiten
Eingriffnahmevorsprung ausgebildet ist, der
einen zweiten Umhullungsabschnitt in Eingriff
nimmt, der ein Teil der zweiten Anschlusselekt-
rode ist und an der Seitenflache der Chipkompo-
nente positioniert ist, und ein Paar der zweiten
Montagearmabschnitte den zweiten Umhiil-
lungsabschnitt zwischen sich halt, und einen
zweiten Montageabschnitt, der mit dem zweiten
flachen Plattenabschnitt verbunden ist und sich
ungefahr parallel zu jeder der Seitenflachen
erstreckt und dabei einen vorgegebenen Raum
zwischen der Chipkomponente einnimmt.

[0007] Bei der keramischen elektronischen Kompo-
nente gemal der vorliegenden Erfindung umfassen
der erste metallische Anschlussabschnitt und der
zweite metallische Anschlussabschnitt jeweils die
Montagearmabschnitte, und die Montagearmab-
schnitte halten die Anschlusselektroden der Chip-
komponente, indem sie den Umhullungsabschnitt
zwischen sich haben, wodurch der erste metallische
Anschlussabschnitt, der zweite  metallische
Anschlussabschnitt und die Chipkomponente
zusammengefligt werden. Des Weiteren sind an
dem Montagearmabschnitt die Eingriffnahmevor-
springe, die den Umhullungsabschnitt der Anschlus-
selektroden in Eingriff nehmen, ausgebildet, und weil
der Montagearmabschnitt solche Eingriffnahmevor-
springe hat, sind der erste und der zweite metalli-
sche Anschlussabschnitt und die Chipkomponente
so fixiert, dass sie sich nicht voneinander l6sen.

[0008] Das heildt, bei der keramischen elektron-
ischen Komponente gemaf der vorliegenden Erfin-
dung halt der Montagearmabschnitt die Anschlusse-
lektroden der Chipkomponente; dadurch werden die
metallischen Anschlussabschnitte und die Chipkom-
ponente fixiert. Darum besteht aufgrund der Warme,
die beim Montieren der keramischen elektronischen
Komponente zu dem Verbindungsabschnitt Gbertra-
gen wird, keine Gefahr, dass der fixierte metallische
Anschlussabschnitt und die Chipkomponente sich
I6sen. Des Weiteren besteht im Gegensatz zum
Stand der Technik bei der vorliegenden Erfindung
keine Notwendigkeit, das Hochtemperaturlot fir die
Bondung der metallischen Anschlussabschnitte und
der Chipkomponente zu verwenden, wodurch auf
Material, das die Umwelt belastet, verzichtet werden
kann.

[0009] Des Weiteren halt die keramische elektroni-
sche Komponente gemall dem ersten Aspekt der
vorliegenden Erfindung die Chipkomponente durch
die Elastizitatskraft des metallischen Anschlusses,
so dass hier die beim Stand der Technik anzutreffen-
den Probleme vermieden werden, wie zum Beispiel
das Brechen der Verbindung der Chipkomponente,
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was durch die unterschiedlichen Linearausdeh-
nungskoeffizienten des Lots oder dergleichen als
dem Verbindungsmaterial und des metallischen
Anschlussabschnitts verursacht wird; darum weist
sie eine hohe Bestandigkeit gegen eine Veranderung
des Temperaturumfeldes auf. Des Weiteren kann
das Material der metallischen Anschlussabschnitte
relativ frei gewahlt werden, was aus Kostensicht
und aus Sicht des Leistungsverhaltens vorteilhaft ist.

[0010] Des Weiteren kann zum Beispiel der erste
Montagearmabschnitt eine der Seitenflachen der
Chipkomponente zugewandt sein, wobei die Seiten-
flache ungefahr senkrecht zu dem ersten Montage-
abschnitt angeordnet ist, und

der zweite Montagearmabschnitt kann einer der Sei-
tenflachen der Chipkomponente zugewandt sein,
wobei die Seitenflache ungefahr senkrecht zu dem
zweiten Montageabschnitt angeordnet ist.

[0011] Der Montagearmabschnitt besitzt eine Struk-
tur zum Halten der Seitenfliche der senkrechten
Richtung der Chipkomponente. Dadurch kann in
dem Fall, dass mehrere Chipkomponenten uberei-
nander liegen, jede Chipkomponente einzeln gehal-
ten werden, so dass eine stabile Stitzstruktur
erreicht werden kann. Auch in dem Fall, dass die
Chipkomponente in einer solchen Weise gehalten
wird, dass die Stapelrichtung der Chipkomponente
mit Bezug auf den ersten und den zweiten Montage-
abschnitt senkrecht ist, halt der Armabschnitt die
Richtung, die eine relativ geringere Grolenvariation
der Chipkomponente aufweist; dadurch wird verhin-
dert, dass die Bondungskraft zwischen der Chipkom-
ponente und den metallischen Anschlissen variiert.

[0012] Des Weiteren kann zum Beispiel der erste
Montagearmabschnitt einer der Seitenflachen der
Chipkomponente zugewandt sein, wobei die Seiten-
flache ungefahr parallel zu dem ersten Montageab-
schnitt verlauft, und

der zweite Montagearmabschnitt kann einer der Sei-
tenflachen der Chipkomponente zugewandt sein,
wobei die Seitenflache ungefahr parallel zu dem
zweiten Montageabschnitt verlauft.

[0013] Der Montagearmabschnitt besitzt eine Struk-
tur, die die Seitenflachen der horizontalen Richtung
der Chipkomponente halt; dadurch kann das
Gewicht der Chipkomponente noch stabiler gestiitzt
werden. Auch in dem Fall, dass die Chipkomponente
in einer Richtung gehalten wird, in der die Stapelrich-
tung der Chipkomponente parallel mit Bezug auf den
ersten und den zweiten Montageabschnitt verlauft,
halt der Armabschnitt die Richtung, in der eine relativ
geringere Grofenvariation in der Chipkomponen-
teauftritt, wodurch verhindert wird, dass die Bon-
dungskraft zwischen der Chipkomponente und den
metallischen Anschlissen variiert.
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[0014] Des Weiteren kann die keramische elektroni-
sche Komponente gemal der vorliegenden Erfin-
dung zum Beispiel Folgendes umfassen:

mindestens zwei Paare der ersten Montagear-
mabschnitte, wobei ein Paar der zwei Paare
der ersten Montagearmabschnitte einer der Sei-
tenflaichen der Chipkomponente zugewandt
sein kann, wobei die Seitenflache ungefahr
senkrecht zu dem ersten Montageabschnitt
angeordnet ist, und ein weiteres Paar der ersten
Montagearmabschnitte einer der Seitenflachen
der Chipkomponente zugewandt sein kann,
wobei die Seitenflaiche ungefahr parallel zu
dem ersten Montageabschnitt angeordnet ist,
und wobei die keramische elektronische Kom-
ponente der vorliegenden Erfindung des Weite-
ren umfassen kann:

mindestens zwei Paare der zweiten Montagear-
mabschnitte, wobei ein Paar der zwei Paare der
zweiten Montagearmabschnitte einer der Sei-
tenflichen der Chipkomponente zugewandt
sein kann, wobei die Seitenflache ungefahr
senkrecht zu dem zweiten Montageabschnitt
angeordnet ist, und ein weiteres Paar des zwei-
ten Montagearmabschnitts einer, der Seitenfla-
chen der Chipkomponente zugewandt sein
kann, wobei die Seitenflache ungefahr parallel
zu dem zweiten Montageabschnitt angeordnet
ist.

[0015] Da die keramische elektronische Kompo-
nente sowohl den Montagearm, der die Seitenfla-
chen der senkrechten Richtung der Chipkomponente
halt, als auch den Montagearm, der die Seitenfla-
chen der horizontalen Richtung der Chipkomponente
halt, umfasst, starkt eine solche keramische elektro-
nische Komponente die Verbindungskraft zwischen
der Chipkomponente und den metallischen
Anschlussabschnitten, und gewahrleistet eine hohe
Zuverlassigkeit.

[0016] Des Weiteren kann zum Beispiel der erste
Eingriffnahmevorsprung eine gréere Vorsprung-
héhe oder eine grofRere Vorsprungbreite in Richtung
des ersten flachen Plattenabschnitts von einem Vor-
sprungsendabschnitt des ersten Eingriffnahmevor-
sprungs aus haben, und ein zweiter Eingriffnahme-
vorsprung kann eine gréRere Vorsprunghéhe oder
eine grof3ere Vorsprungbreite in Richtung des zwei-
ten flachen Plattenabschnitts von einem Vorsprung-
sendabschnitt des zweiten Eingriffnahmevorsprungs
aus haben.

[0017] Der erste Eingriffnahmevorsprung und der
zweite Eingriffnahmevorsprung haben eine Form,
die in Richtung jedes flachen Plattenabschnitts gro-
Rer wird, wodurch verhindert wird, dass der Monta-
gearm von der Chipkomponente abfallt, und wodurch
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eine solche keramische elektronische Komponente
eine hohe Schlagfestigkeit aufweist.

[0018] Des Weiteren kdbnnen zum Beispiel die erste
Anschlusselektrode und die zweite Anschlusselekt-
rode der Chipkomponente die Metalliiberzugsschicht
umfassen, welche die Oberflache bedeckt.

[0019] Durch Beschichten der Anschlusselektroden
mit der Metalliberzugsschicht besitzt eine solche
keramische elektronische Komponente eine verbes-
serte Feuchtigkeitsbestandigkeit oder dergleichen
fur den Teil der Chipkomponente.

[0020] Des Weiteren kdnnen der erste Eingriffnah-
mevorsprung des ersten Montagearmabschnitts
und der zweite Eingriffnahmevorsprung des zweiten
Montagearmabschnitts eine Metalliberzugsschicht
umfassen, welche die dulerste Flache bedeckt.

[0021] Durch Uberziehen der Eingriffnahmevor-
spriinge, die die Anschlusselektroden in Eingriff neh-
men, mit der Metalliberzugsschicht wird die elektri-
sche Bondung zwischen den Anschlusselektroden
und den metallischen Anschliissen der Chipkompo-
nente verbessert.

[0022] Des Weiteren kdnnen der erste Eingriffnah-
mevorsprung und der erste Umhullungsabschnitt
und auch der zweite Eingriffnahmevorsprung und
der zweite Umhillungsabschnitt Gber die Metalliber-
zugsschicht verschweif3t sein.

[0023] Durch Verschweilen der Eingriffnahmevor-
springe und der Umhdillungsabschnitte der
Anschlusselektroden wird die elektrische Bondung
zwischen den Anschlusselektroden und den metalli-
schen Anschlissen verbessert, und auch die physi-
sche Verbindung zwischen der Chipkomponente und
den metallischen Anschlissen kann verstarkt wer-
den.

[0024] Des Weiteren kann zum Beispiel die Haupt-
komponente des Materials des ersten metallischen
Anschlussabschnitts und des zweiten metallischen
Anschlussabschnitts Phosphorbronze sein.

[0025] Indem man Phosphorbronze als das Material
des metallischen Anschlussabschnitts verwendet,
kann der spezifische Widerstand des metallischen
Anschlussabschnitts reduziert werden, und der &qui-
valente Reihenwiderstand (ARW) des gesamten
Kondensators kann reduziert werden.

[0026] Des Weiteren kann zum Beispiel die Oberfla-
che der Chipkomponentenseite des ersten Montage-
abschnitts und des zweiten Montageabschnitts eine
geringere Benetzbarkeit gegen das Lot aufweisen
als die Oberflache des ersten Montageabschnitts
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und des zweiten Montageabschnitts der gegenulber-
liegenden Seite gegen die Chipkomponente.

[0027] Im Hinblick auf die Oberflache der Chipkom-
ponentenseite des Montageabschnitts wird durch
Ausfihren der Behandlung zum Verringern der
Benetzbarkeit gegen das Lot verhindert, dass sich
das Lot wahrend der Montage um die Chipkompo-
nentenseite legt, so dass verhindert werden kann,
dass der Raum zwischen der Chipkomponente und
dem Montageabschnitt klein wird. Dadurch wird ver-
hindert, dass die elastische Verformung des metalli-
schen Anschlusses zu stark durch das Lot oder der-
gleichen verringert wird, und es wird wirksam das
Quietschgerausch unterdriickt, das durch das Uber-
tragen von Vibrationen der Chipkomponente zu dem
Montagesubstrat oder dergleichen verursacht wird.

[0028] Zum Beispiel kann an dem ersten flachen
Plattenabschnitt der erste Vorsprungsabschnitt, der
mit der ersten Endflache in Kontakt steht, indem er
in Richtung der ersten Endflache hervorsteht, gebil-
det werden, und an dem zweiten flachen Plattenab-
schnitt kann der zweite Vorsprungsabschnitt, der mit
der zweiten Endflache in Kontakt steht, indem er in
Richtung der zweiten Endflache hervorsteht, gebildet
werden.

[0029] Da aufgrund des ersten Vorsprungsab-
schnitts und des zweiten Vorsprungsabschnitts die
Kontaktflache zwischen der Chipkomponente und
den Anschlusselektroden verringert ist, kann eine
solche keramische elektronische Komponente wirk-
sam das Quietschgerausch unterdriicken, das durch
Ubertragen der an der Chipkomponente erzeugten
Vibrationen zu den Anschlusselektroden Uber das
Substrat oder dergleichen verursacht wird.

[0030] Des Weiteren kann zum Beispiel die kerami-
sche elektronische Komponente gemaf der vorlie-
genden Erfindung einen ersten Stopperabschnitt
umfassen, der mit dem ersten flachen Plattenab-
schnitt verbunden ist, ungefahr senkrecht zu dem
ersten Montagearmabschnitt angeordnet ist und in
Kontakt mit einer der Seitenflachen der Chipkompo-
nente steht, und einen zweiten Stopperabschnitt, der
mit dem zweiten flachen Plattenabschnitt verbunden
ist, ungefahr senkrecht zu dem zweiten Montage-
armabschnitt angeordnet ist und in Kontakt mit
einer der Seitenflachen der Chipkomponente steht.

[0031] Der metallische Anschluss, der den Stoppe-
rabschnitt umfasst, erlaubt das Ausflihren einer ein-
fachen Positionierung des metallischen Anschlusses
und der Chipkomponente bei der Montage der metal-
lischen Anschlisse und der Chipkomponente, so
dass ein keramischer Kondensator, der solche
metallischen Anschlisse umfasst, auf einfache
Weise hergestellt werden kann.
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[0032] Des Weiteren kann der erste Stopperab-
schnitt der Seitenflache der Chipkomponente mit
Bezug auf den ersten Montageabschnitt gegentiber-
liegen, und der zweite Stopperabschnitt kann der
Seitenflache der Chipkomponente mit Bezug auf
den zweiten Montageabschnitt gegeniberliegen.

[0033] Wenn die Hohe die gleiche ist, so wird durch
Anordnen des Stopperabschnitts in einer solchen
Weise, dass er der Oberseite der Chipkomponente
anstatt der Unterseite zugewandt ist, eine einfache
Positionierung der metallischen Anschlisse und der
Chipkomponente moglich, wahrend gewahrleistet
wird, dass der Raum zwischen der Chipkomponente
und dem Montageabschnitt vergrof3ert wird, und es
ermoglicht wird, das Quietschgerausch zuverlassig
zu verhindern.

[0034] Des Weiteren kann zum Beispiel der erste
Stopperabschnitt jener Seitenflache der Chipkompo-
nente zugewandt sein, die der Seite des ersten Mon-
tageabschnitts zugewandt ist, und der zweite Stop-
perabschnitt kann jener Seitenfliche der Chipkom-
ponente zugewandt sein, die der Seite des zweiten
Montageabschnitts zugewandt ist.

[0035] Durch Anordnen des Stopperabschnitts in
einer solchen Weise, dass er der Unterseite der
Chipkomponente zugewandt ist, kann sicher verhin-
dert werden, dass die Chipkomponente selbst dann,
wenn eine abwarts gerichtete Kraft auf sie einwirkt,
von den metallischen Anschliissen abfallt.

[0036] Des Weiteren kann zum Beispiel das erste
Durchgangsloch an dem ersten flachen Plattenab-
schnitt gebildet werden, und der Stopperabschnitt
kann mit dem ersten flachen Plattenabschnitt am
Randabschnitt des ersten Durchgangslochs verbun-
den sein, und ein zweites Durchgangsloch kann an
dem zweiten flachen Plattenabschnitt gebildet wer-
den, und der zweite Stopperabschnitt kann mit dem
zweiten flachen Plattenabschnitt am Randabschnitt
des zweiten Durchgangslochs verbunden sein.

[0037] Das Durchgangsloch ist an dem flachen Plat-
tenabschnitt ausgebildet und ist so gestaltet, dass
der Stopperabschnitt mit dem flachen Plattenab-
schnitt am Randabschnitt des Durchgangslochs ver-
bunden ist. Das heil’t, selbst in dem Fall, dass die
metallischen Anschliisse einen Stopperabschnitt
umfassen, der mit etwas anderem als dem Endab-
schnitt der flachen Platte verbunden ist, kann er auf
einfache Weise hergestellt werden, indem einfach
das Plattenmaterial der flachen Plattenform gebogen
wird. Darum kann eine solche keramische elektroni-
sche Komponente auf einfache Weise hergestellt
werden, und sie kann auch einen Stopperabschnitt
umfassen, der mit einer beliebigen Position des fla-
chen Plattenabschnitts verbunden ist, was ein hohes
Mal an Designfreiheit gewéhrt.
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[0038] Des Weiteren kbnnen zum Beispiel der erste
metallische Anschlussabschnitt und der zweite
metallische Anschlussabschnitt durch mechanische
Verarbeitung des Plattenmaterials mit einer flachen
Plattenform hergestellt werden.

[0039] Die metallischen Anschlisse, die durch
mechanische Verarbeitung des Plattenmaterials her-
gestellt werden, haben eine einfache Struktur, und
ein unter Verwendung solcher metallischer
Anschlisse hergestellter keramischer Kondensator
gewahrleistet die notwendige Festigkeit bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Kosten.

[0040] Die keramische elektronische Komponente
gemal dem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst Folgendes:

eine Chipkomponente von einer ungefahr rech-
teckigen Parallelflachform mit einer ersten
Anschlusselektrode, die so ausgebildet ist,
dass sie einen Teil von Seitenflachen von einer
ersten Endflache ausgehend umhdillt, und einer
zweiten Anschlusselektrode, die so ausgebildet
ist, dass sie einen anderen Teil der Seitenfla-
chen von einer zweiten Endflache aus, die der
ersten Endflache gegeniberliegt, umhdiillt,

einen ersten metallischen Anschlussabschnitt
mit einem ersten flachen Plattenabschnitt, der
der ersten Endflache zugewandt ist, wobei min-
destens ein Paar erster Montagearmabschnitte
mit dem ersten flachen Plattenabschnitt verbun-
den ist, das mit einem ersten Eingriffnahmevor-
sprung ausgebildet ist, der einen ersten Umhdl-
lungsabschnitt in Eingriff nimmt, der ein Teil der
ersten Anschlusselektrode ist und an der Sei-
tenflache der Chipkomponente positioniert ist,
und wobei ein Paar der ersten Montagearmab-
schnitte den ersten Umhullungsabschnitt zwi-
schen sich halt, und einen ersten Montageab-
schnitt, der mit dem ersten flachen Plattenab-
schnitt verbunden ist und sich ungefahr parallel
zu jeder der Seitenflachen erstreckt, wobei er
einen vorgegebenen Raum zwischen der Chip-
komponente einnimmt,

einen ersten Klebemittelverbindungsabschnitt,
der den ersten flachen Plattenabschnitt und die
erste Endflache verbindet,

einen zweiten metallischen Anschlussabschnitt
mit einem zweiten flachen Plattenabschnitt, der
der zweiten Endflache zugewandt ist, wobei
mindestens ein Paar zweiter Montagearmab-
schnitte mit dem zweiten flachen Plattenab-
schnitt verbunden ist, das mit einem zweiten
Eingriffnahmevorsprung ausgebildet ist, der
einen zweiten Umhullungsabschnitt in Eingriff
nimmt, der ein Teil der zweiten Anschlusselekt-
rode ist und an der Seitenflache der Chipkompo-
nente positioniert ist, und ein Paar des ersten
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Montagearmabschnitts den zweiten Umhil-
lungsabschnitt zwischen sich halt, und einen
zweiten Montageabschnitt, der mit dem zweiten
flachen Plattenabschnitt verbunden ist und sich
ungefahr parallel zu jeder der Seitenflachen
erstreckt, wobei er einen vorgegebenen Raum
zwischen der Chipkomponente einnimmt, und

einen zweiten Klebemittelverbindungsabschnitt,
der den zweiten flachen Plattenabschnitt und
die zweite Endflache verbindet.

[0041] Zusatzlich zu dem Effekt der keramischen
elektronischen Komponente gemal dem ersten
Aspekt der vorliegenden Erfindung kann die kerami-
sche elektronische Komponente gemall dem zwei-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung die Adhasion
zwischen der Chipkomponente und den metallischen
Anschlussabschnitten durch Verbinden der Endfla-
che der Chipkomponente und des flachen Plattenab-
schnitts der metallischen Anschlussabschnitte mit
dem ersten Klebemittelverbindungsabschnitt und
dem zweiten Klebemittelverbindungsabschnitt erho-
hen. In diesem Fall wird die Leitfahigkeit zwischen
der Chipkomponente und den metallischen
Anschlussabschnitten durch den Montagearmab-
schnitt sichergestellt, der den Eingriffnahmevor-
sprung umfasst; darum kann als das Klebemittel,
das den ersten und den zweiten Klebemittelverbin-
dungsabschnitt bildet, jedes beliebige Klebemittel
ausgewahlt werden, das die Adhasion zwischen der
Chipkomponente und dem metallischen Anschluss-
abschnitt verstarkt. Die keramische elektronische
Komponente gemal der vorliegenden Erfindung
gewahrleistet die Leitféahigkeit mit den metallischen
Anschlussabschnitten durch Halten der Chipkompo-
nente mit dem Montagearmabschnitt, der die Ein-
griffnahmevorspriinge umfasst, und besitzt auller-
dem geniigend Bestandigkeit gegen von auf3en ein-
wirkende Schlag- oder Verformungskréfte, da der
erste und der zweite Klebemittelverbindungsab-
schnitt die Struktur aufnimmt und dabei die Verbin-
dung zwischen der Chipkomponente und den metal-
lischen Anschlussabschnitten verstarkt. Des Weite-
ren kann im Gegensatz zum Stand der Technik, die
die mechanische Bondungskraft mittels des Lots
gewahrleistet, die keramische elektronische Kompo-
nente gemal der vorliegenden Erfindung das Prob-
lem mindern, dass die Verbindung der Chipkompo-
nente aufgrund der unterschiedlichen Linearausdeh-
nungskoeffizienten des Verbindungsmaterials, wie
zum Beispiel Lot oder dergleichen, und des metalli-
schen Anschlussabschnitts bricht. Somit besitzt die
vorliegende Erfindung eine hohe Bestandigkeit
gegen Anderungen der Umgebungstemperatur. Des
Weiteren kann das Material der metallischen
Anschlussabschnitte oder des Klebemittelverbin-
dungsabschnitts relativ frei gewahlt werden, was
vom Kostenstandpunkt sowie aus Sicht des Leis-
tungsverhaltens vorteilhaft ist.
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[0042] Des Weiteren kann zum Beispiel das Klebe-
mittel, das den ersten Klebemittelverbindungsab-
schnitt und den zweiten Klebemittelverbindungsab-
schnitt bildet, ein nicht-leitfahiges Klebemittel sein.

[0043] Fur das Klebemittel, das den ersten und den
zweiten  Klebemittelverbindungsabschnitt  bildet,
bestehen keine besonderen Einschrankungen;
jedoch kann durch Verwenden des nicht-leitfahigen
Klebemittels die Adhasion zwischen der Chipkompo-
nente und den metallischen Anschlussabschnitten
verstarkt werden. Durch Verwenden des nicht-leitfa-
higen Klebemittels, das aus Harz oder dergleichen
besteht, kann eine hdhere Klebkraft erhalten werden
als mit einem leitfahigen Klebemittel, das die leitfa-
hige Komponente, wie zum Beispiel einen metalli-
schen Flllstoff oder dergleichen, enthalt. Es ist anzu-
merken, dass als nicht-leitfahiges Klebemittel zum
Beispiel ein unter Warme aushartendes Harz, wie
zum Beispiel ein Epoxidharz, ein Phenolharz oder
dergleichen, verwendet werden kann.

[0044] Des Weiteren kann zum Beispiel an einem
Verbindungsteil des ersten flachen Plattenabschnitts
mit dem ersten Klebemittelverbindungsabschnitt und
dem Verbindungsteil des zweiten flachen Plattenab-
schnitts mit dem zweiten Klebemittelverbindungsab-
schnitt ein Bereich mit hdherer Klebkraft gegen das
Klebemittel, das den ersten Klebemittelverbindungs-
abschnitt und den zweiten Klebemittelverbindungs-
abschnitt bildet, als eine Metalliberzugsschicht, die
an dem ersten Montagearmabschnitt und dem zwei-
ten Montagearmabschnitt angeordnet ist, gebildet
werden.

[0045] Durch Ausbilden des Bereichs mit héherer
Klebekraft gegen das Klebemittel als der Metallliber-
zugsbereich am Verbindungsteil zwischen dem fla-
chen Plattenabschnitt und dem Klebemittelverbin-
dungsabschnitt kann die Adhasion zwischen der
Chipkomponente und dem metallischen Anschluss-
abschnitt verstarkt werden.

[0046] Der metallische Anschluss, der den Stoppe-
rabschnitt umfasst, erlaubt auf einfache Weise das
Ausfiihren der Positionierung der metallischen
Anschlisse und der Chipkomponente bei der Mon-
tage der metallischen Anschliisse, die den Stoppe-
rabschnitt umfassen, so dass der keramische Kon-
densator, der einen solchen metallischen Anschluss
umfasst, auf einfache Weise hergestellt werden
kann.

[0047] Die keramische elektronische Komponente
gemal dem dritten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst Folgendes:

eine Chipkomponente von einer ungefahr rech-
teckigen Parallelflachform mit einer ersten
Anschlusselektrode, die so ausgebildet ist,
dass sie einen Teil von Seitenflachen von einer
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ersten Endflache ausgehend umhiillt, und einer
zweiten Anschlusselektrode, die so ausgebildet
ist, dass sie einen anderen Teil der Seitenfla-
chen von einer zweiten Endflache ausgehend,
die der ersten Endflaiche gegenuberliegt,
umhiillt, einen ersten metallischen Anschluss-
abschnitt mit einem ersten flachen Plattenab-
schnitt, der der ersten Endfldche zugewandt
ist, wobei mindestens ein Paar erster Montage-
armabschnitte mit dem ersten flachen Platten-
abschnitt verbunden ist und ein Paar der Seiten-
flachen der Chipkomponente zwischen sich
halt, und einen ersten Montageabschnitt, der
mit dem ersten flachen Plattenabschnitt verbun-
den ist und sich ungefahr parallel zu jeder der
Seitenflachen erstreckt, wobei er einen vorge-
gebenen Raum zwischen der Chipkomponente
einnimmt,

einen zweiten metallischen Anschlussabschnitt
mit einem zweiten flachen Plattenabschnitt, der
der zweiten Endflache zugewandt ist, wobei
mindestens ein Paar zweiter Montagearmab-
schnitte mit dem zweiten flachen Plattenab-
schnitt verbunden ist und ein Paar der Seitenfla-
chen der Chipkomponente zwischen sich halt,
und einen zweiten Montageabschnitt, der mit
dem zweiten flachen Plattenabschnitt verbun-
den ist und sich ungefahr parallel zu jeder der
Seitenflachen erstreckt, wobei er einen vorge-
gebenen Raum zwischen der Chipkomponente
einnimmt, wobei

mehrere erste innenseitig konvexe Abschnitte,
die in Richtung der Chipkomponente hervorste-
hen, an einer ersten Arm-Innenseite ausgebildet
sind, die eine Flache ist, die der Chipkompo-
nente in dem ersten Montagearmabschnitt
zugewandt ist, und wobei mindestens ein Teil
der ersten innenseitig konvexen Abschnitte die
erste Anschlusselektrode in Eingriff nimmt, und

mehrere zweite innenseitig konvexe Abschnitte,
die in Richtung der Chipkomponente hervorste-
hen, an einer zweiten Arm-Innenseite ausgebil-
det sind, die eine Flache ist, die der Chipkompo-
nente in dem ersten Montagearmabschnitt
zugewandt ist, und wobei mindestens ein Teil
der zweiten innenseitig konvexen Abschnitte
die zweite Anschlusselektrode in Eingriff nimmt.

[0048] Bei der keramischen elektronischen Kompo-
nente gemall dem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung sind mehrere innenseitig konvexe
Abschnitte, von denen mindestens ein Teil die
Anschlusselektrode in Eingriff nimmt, an der Arm-In-
nenflaiche des Montagearmabschnitts ausgebildet;
und weil der Montagearmabschnitt einen solchen
innenseitig konvexen Abschnitt umfasst, sind der
erste und der zweite metallische Anschlussabschnitt
und die Chipkomponente so fixiert, dass sie sich
nicht voneinander I6sen.
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[0049] Somit kann zuséatzlich zu dem Effekt geman
dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung bei
der keramischen elektronischen Komponente
gemal dem dritten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung der Montagearmabschnitt zweckmaRigerweise
die Kraft zum Halten der Chipkomponente aufbrin-
gen, selbst wenn die Form der Chipkomponente, ins-
besondere die Form der Anschlusselektroden der
Chipkomponente, durch das Ausbilden mehrerer
innenseitig konvexer Abschnitte an der Arm-Innen-
flache variiert; und die Leitfahigkeit kann sicherge-
stellt werden, indem man die Anschlusselektrode
fest mit mindestens einem innenseitig konvexen
Abschnitt in Eingriff bringt.

[0050] Des Weiteren kénnen zum Beispiel mehrere
erste aulRere konvexe Abschnitte, die in einer entge-
gengesetzten Richtung gegen die Chipkomponente
hervorstehen, auf einer ersten Arm-Aulienseite
gegenuber der ersten Arm-Innenseite des ersten
Montagearmabschnitts gebildet werden, und meh-
rere zweite auliere konvexe Abschnitte, die in einer
entgegengesetzten Richtung gegen die Chipkompo-
nente hervorstehen, kdnnen auf einer zweiten
Arm-Aulenseite gegeniber der zweiten Arm-Innen-
seite des zweiten Montagearmabschnitt gebildet
werden.

[0051] Durch Ausbilden der aulenseitigen konve-
xen Abschnitte an der Arm-Auf3enflaiche des Monta-
gearmabschnitts kann die Warmeableitungsfahigkeit
der metallischen Anschlussabschnitte verbessert
werden, und ein Temperaturanstieg der Chipkompo-
nente kann unterdrickt werden. Es ist anzumerken,
dass fir das Verfahren zum Ausbilden der innensei-
tig konvexen Abschnitte und der auBeren konvexen
Abschnitte keine besonderen Einschrankungen
bestehen; jedoch kann der Montagearmabschnitt,
der die konvexen und konkaven Abschnitte umfasst,
hergestellt werden, indem ein metallisches Form-
werkzeug mit der konvexen und konkaven Form
von der Innenflache und der Aufenflache her
gegen den Teil gepresst wird, der dem Montagearm-
abschnitt entspricht, bevor die konvexen und konka-
ven Abschnitte gebildet werden. Der auf diese Weise
hergestellte Montagearmteil hat den konkaven
Abschnitt an der Arm-AulRenflache auf der Riickseite
des Abschnitts, aus dem der innenseitig konvexe
Abschnitt gebildet wird; und die Rickseite, aus der
der aufenseitige konvexe Abschnitt an der Arm-Au-
Renflache gebildet wird, ist der konkave Teil der
Arm-Innenflache. Auf diese Weise entstehen eine
konvexe und eine konkave Form an der Arm-Innen-
flache und der Arm-AuRenflache. Ein solcher Monta-
gearmabschnitt besitzt eine ausgezeichnete Warme-
ableitungsfahigkeit, um die Oberflache zu vergro-
Rern.

[0052] Des Weiteren kann zum Beispiel ein erster
konvexer Ausrichtungsabschnitt ausgebildet wer-
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den, der durch mehrere der ersten innenseitig konve-
xen Abschnitte gebildet wird, indem man eine Aus-
richtung entlang einer dritten Richtung vornimmt,
die senkrecht zu einer ersten Richtung, die eine
Richtung von der ersten Endflache aus hin zu der
zweiten Endflache ist, und zu einer zweiten Richtung,
die eine Schichtungs-Richtung des ersten Montage-
armabschnitts ist, verlauft, und ein zweiter konvexer
Ausrichtungsabschnitt kann ausgebildet werden, der
durch mehrere der zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte gebildet wird, indem man eine Ausrich-
tung entlang einer flinften Richtung vornimmt, die
eine Richtung senkrecht zu der ersten Richtung und
einer vierten Richtung, die eine Schichtungs-Rich-
tung des zweiten Montagearmabschnitt ist, ist.

[0053] Der Montagearmabschnitt, der mit dem kon-
vexen Ausrichtungsabschnitt ausgebildet ist, wobei
mehrere innenseitig konvexe Abschnitte entlang der
dritten Richtung oder der fiinften Richtung ausgerich-
tet sind, kann auf sichere Weise die Chipkomponente
halten, indem mehrere innenseitig konvexe
Abschnitte an der zweckmafigen Position in Kontakt
mit der Seitenflaiche der Chipkomponente gebracht
werden.

[0054] Des Weiteren kénnen zum Beispiel mehrere
der ersten konvexen Ausrichtungsabschnitte an der
ersten Arm-Innenseite entlang der ersten Richtung
gebildet werden, und mehrere der zweiten konvexen
Ausrichtungsabschnitte kdénnen an der zweiten
Arm-Innenseite entlang der ersten Richtung gebildet
werden.

[0055] Der Montagearmabschnitt, aus dem mehrere
konvexe Ausrichtungsabschnitte entlang der ersten
Richtung gebildet sind, kann auf sichere Weise die
Chipkomponente halten, selbst wenn das Ausmal}
der Umhillung der Seitenflache der Anschlusselekt-
roden aufgrund von  Produktionstoleranzen
schwankt; und es wird ebenfalls die Leitfahigkeit
gewahrleistet, indem mindestens ein Teil des innen-
seitig konvexen Abschnitts und der Anschlusselekt-
rode auf sichere Weise in Eingriff genommen wird.

[0056] Zum Beispiel kann einer der ersten innensei-
tig konvexen Abschnitte, der in den ersten konvexen
Ausrichtungsabschnitten enthalten ist, eine andere
Position der dritten Richtung mit Bezug auf andere
der ersten innenseitig konvexen Abschnitte haben,
die in dem benachbarten ersten konvexen Ausrich-
tungsabschnitt enthalten sind, und die zweiten innen-
seitig konvexen Abschnitte, die in den zweiten kon-
vexen Ausrichtungsabschnitten enthalten sind, kén-
nen eine andere Position der fiinften Richtung mit
Bezug auf die zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte haben, die in dem benachbarten zweiten
konvexen Ausrichtungsabschnitt enthalten sind.
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[0057] Durch Ausbilden des innenseitig konvexen
Abschnitts durch Verschieben der Position der drit-
ten Richtung oder der flinften Richtung wird es még-
lich, viele konvexe Abschnitte innerhalb eines vorge-
gebenen Bereichs zu bilden, so dass ein solcher
Montagearmabschnitt auf sichere Weise die Chip-
komponente halt und auf sichere Weise den innen-
seitig konvexen Abschnitt und die Anschlusselektro-
den in Eingriff nimmt.

[0058] Des Weiteren kénnen zum Beispiel mehrere
der ersten innenseitig konvexen Abschnitte an der
ersten Arm-Innenseite gebildet werden, die eine
andere Entfernung zur nachstgelegenen anderen
der ersten innenseitig konvexen Abschnitte haben,
und mehrere der zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte kdnnen an der zweiten Arm-Innenseite
gebildet werden, die eine andere Entfernung zur
nachstgelegenen anderen zweiten innenseitig kon-
vexen Abschnitte haben.

[0059] Der innenseitig konvexe Abschnitt kann
periodisch an der Arm-Innenflache ausgebildet wer-
den; jedoch kann die Anordnung des innenseitig kon-
vexen Abschnitts eine unregelmafige Beabstandung
haben, die beinhaltet, dass mehrere der innenseitig
konvexen Abschnitte eine andere Entfernung zu dem
anderen nachstgelegenen innenseitig konvexen
Abschnitt haben. Die Anordnung des innenseitig
konvexen Abschnitts kann periodisch oder unregel-
maRig erfolgen, so dass eine zuverlassige Leitfahig-
keit und eine geeignete Haltkraft erhalten werden
kénnen, indem man den Variationstrend der
Anschlusselektrodenform berticksichtigt.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische
Ansicht der keramischen elektronischen Kom-
ponente gemal der ersten Ausfuhrungsform
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 ist eine Vorderansicht der in Fig. 1
gezeigten keramischen elektronischen Kompo-
nente.

Fig. 3 ist eine linksseitige Ansicht der in Fig. 1
gezeigten keramischen elektronischen Kompo-
nente.

Fig. 4 ist eine Draufsicht der in Fig. 1 gezeigten
keramischen elektronischen Komponente.

Fig. 5 ist eine Unteransicht der in Fig. 1 gezeig-
ten keramischen elektronischen Komponente.

Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht des zwei-
ten metallischen Anschlussabschnitts, derin der
in Fig. 1 gezeigten keramischen elektronischen
Komponente enthalten ist.
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Fig. 7 ist eine schematische Querschnitsansicht
der in Fig. 1 gezeigten keramischen elektron-
ischen Komponente.

Fig. 8 ist ein Konzeptschaubild, das die Form
des ersten metallischen Anschlussabschnitts
zeigt, der in der keramischen elektronischen
Komponente gemal der zweiten bis sechsten
Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung
enthalten ist.

Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht der kera-
mischen elektronischen Komponente gemaf
der siebenten Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Erfindung.

Fig. 10 ist ein Konzeptschaubild, das das Her-
stellungsverfahren fir den in der keramischen
elektronischen Komponente enthaltenen zwei-
ten metallischen Anschlussabschnitt zeigt.

Fig. 11 ist ein Querschnitt des zweiten metalli-
schen Anschlusses.

Fig. 12 ist eine schematische perspektivische
Ansicht, die die keramische elektronische Kom-
ponente gemal der achten Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 13 ist eine Vorderansicht der keramischen
elektronischen Komponente von Fig. 12.

Fig. 14 ist eine linksseitige Ansicht der kerami-
schen elektronischen Komponente von Fig. 12.

Fig. 15 ist eine Draufsicht der in Fig. 12 gezeig-
ten keramischen elektronischen Komponente.

Fig. 16 ist eine Unteransicht der in Fig. 12
gezeigten keramischen elektronischen Kompo-
nente.

Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht des
zweiten metallischen Anschlussabschnitts, der
in der in Fig. 12 gezeigten keramischen elekt-
ronischen Komponente enthalten ist.

Fig. 18 ist ein Konzeptschaubild, das das Her-
stellungsverfahren fir den zweiten metallischen
Anschlussabschnitt zeigt, der in der kerami-
schen elektronischen Komponente gemaf der
achten Ausfiihrungsform enthalten ist.

Fig. 19 ist eine schematische perspektivische
Ansicht der keramischen elektronischen Kom-
ponente gemafl der neunten Ausflihrungsform
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 20 ist eine Vorderansicht der in Fig. 19
gezeigten keramischen elektronischen Kompo-
nente.

Fig. 21 ist eine linksseitige Ansicht der in Fig. 19
gezeigten keramischen elektronischen Kompo-
nente.
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Fig. 22 ist eine Draufsicht der in Fig. 19 gezeig-
ten keramischen elektronischen Komponente.

Fig. 23 ist eine Unteransicht der in Fig. 19
gezeigten keramischen elektronischen Kompo-
nente.

Fig. 24 ist eine perspektivische Ansicht des
zweiten metallischen Anschlussabschnitts, der
in der in Fig. 19 gezeigten keramischen elekt-
ronischen Komponente enthalten ist.

Fig. 25 ist ein Konzeptschaubild, das die Form
des ersten metallischen Anschlussabschnitts
zeigt, der in der keramischen elektronischen
Komponente gemal der zehnten bis dreizehn-
ten Ausflihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung enthalten ist.

Fig. 26 ist eine perspektivische Ansicht der
keramischen  elektronischen =~ Komponente
gemal der vierzehnten Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung.

Fig. 27 ist ein Konzeptschaubild, das das Her-
stellungsverfahren fir den zweiten metallischen
Anschlussabschnitt zeigt, der in der kerami-
schen elektronischen Komponente gemaf der
neunten Ausfiihrungsform enthalten ist.

Fig. 28 ist ein Querschnitt des zweiten metalli-
schen Anschlusses gemal der neunten Ausflih-
rungsform.

Fig. 29 ist ein teilweiser Querschnitt der vergro-
Rerten Ansicht des nahegelegenen Bereichs
des in Fig. 19 gezeigten zweiten Montagear-
mabschnitts.

Fig. 30 ist ein Konzeptschaubild, das die Anord-
nung des innenseitig konvexen Abschnitts des
ersten und zweiten Montagearmabschnitts
gemal dem verformten Beispiel erlautert.

Fig. 31 ist ein Konzeptschaubild, das die Anord-
nung des innenseitig konvexen Abschnitts an
dem Montagearmabschnitt gemal dem modifi-
zierten Beispiel erlautert.

Fig. 32 ist eine schematische perspektivische
Ansicht, die die keramische elektronische Kom-
ponente gemal dem modifizierten Beispiel der
achten Ausflihrungsform zeigt.

Fig. 33 ist eine schematische perspektivische
Ansicht, die die keramische elektronische Kom-
ponente gemal dem modifizierten Beispiel der
neunten Ausfiihrungsform zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
ERFINDUNG

[0060] Im Folgenden wird die Ausfihrungsform der
vorliegenden Erfindung anhand der Figuren
beschrieben.

Die erste Ausfiihrungsform

[0061] Fig. 1 ist eine schematische perspektivische
Ansicht, die den keramischen Kondensator 10
gemal der ersten Ausflhrungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt. Der keramische Kondensator
10 umfasst zwei Chip-Kondensatoren 20 und den
ersten metallischen Anschlussabschnitt 30 und den
zweiten metallischen Anschlussabschnitt 40, die an
dem Chip-Kondensator 20 angebracht sind. Es ist
anzumerken, dass bei der Erlauterung jeder Ausfiih-
rungsform der keramische Kondensator, bei dem die
metallischen Anschlussabschnitte 30 und 40 an dem
Chip-Kondensator 20 angebracht sind, als ein Bei-
spiel zum Erldutern verwendet wird, dass aber die
keramische elektronische Komponente der vorlie-
genden Erfindung nicht darauf beschrankt ist und
dass die metallischen Anschlussabschnitte 30 und
40 auch an einer anderen Chipkomponente als
einem Kondensator angebracht werden kénnen.

[0062] Fig. 7 ist ein Querschnitt des in Fig. 1 gezeig-
ten keramischen Kondensators 10, und es ist insbe-
sondere die innere Struktur des Chip-Kondensators
20 schematisch gezeigt. Der Chip-Kondensator 20
umfasst das Kondensatorelement 26, die erste
Anschlusselektrode 22 und die zweite Anschlusse-
lektrode 24. Das Kondensatorelement 26 umfasst
die dielektrische Schicht 28 als die keramische
Schicht und die innere Elektrode 27; und die dielekt-
rische Schicht 28 und die innere Elektrodenschicht
27 sind abwechselnd tbereinander gelegt.

[0063] Die innere Elektrodenschicht 27 enthalt Ver-
bindungen zur ersten Anschlusselektrode 22 und
Verbindungen zur zweiten Anschlusselektrode 24.
Die innere Elektrodenschicht 27, die mit der ersten
Anschlusselektrode 22 verbunden ist, und die innere
Elektrodenschicht 27, die mit der zweiten Anschlus-
selektrode 24 verbunden ist, sind abwechselnd Uber-
einander gelegt, wobei sich die dielektrische Schicht
28 dazwischen befindet.

[0064] Fir das Material der dielektrischen Schicht
28 bestehen keine besonderen Einschrankungen,
und es besteht zum Beispiel aus einem dielektri-
schen Material, wie zum Beispiel Kalziumtitanat,
Strontiumtitanat, Bariumtitanat oder Gemischen
davon. Fir die Dicke jeder dielektrischen Schicht 28
bestehen keine besonderen Einschrankungen; sie
betragt jedoch im Allgemeinen mehrere pm bis meh-
rere hundert um. In der vorliegenden Ausflihrungs-
form betragt sie bevorzugt 1,0 bis 5,0 ym.

[0065] Fur das in der inneren Elektrodenschicht 27
enthaltene leitfahige Material bestehen keine
bestimmten Einschrankungen; wenn jedoch das die
dielektrische Schicht 28 bildende Material einen
Reduktionswiderstand aufweist, so kann ein relativ
preisglinstiges unedles Metall verwendet werden.
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Als das unedle Metall ist Ni oder eine Ni-Legierung
oder dergleichen bevorzugt. Als Ni-Legierung ist eine
Legierung bevorzugt, die aus Ni und einem oder
mehreren von Mn, Cr, Co und Al besteht; und der
Ni-Gehalt in der Legierung betragt bevorzugt 95
Gewichts-% oder mehr. Es ist anzumerken, dass in
Ni oder der Ni-Legierung maximal 0,1 Gewichts-%
oder dergleichen von verschiedenen Spurenelemen-
ten, wie zum Beispiel P oder dergleichen, enthalten
sein kénnen. Des Weiteren kann die innere Elektro-
denschicht 27 unter Verwendung einer handelsibli-
chen Elektrodenpaste gebildet werden. Die Dicke
der inneren Elektrodenschicht 27 kann entsprechend
in Abhangigkeit vom Verwendungszweck festgelegt
werden.

[0066] Fir das Material der Anschlusselektroden 22
und 24 bestehen keine besonderen Einschrankun-
gen, und gewdhnlich werden Kupfer oder Kupferle-
gierung, Nickel oder Nickellegierung oder derglei-
chen verwendet, jedoch kénnen auch Silber oder
eine Legierung aus Silber und Palladium oder der-
gleichen verwendet werden. Fur die Dicke der
Anschlusselektroden 22 und 24 bestehen keine
besonderen Einschrankungen, doch gewdhnlich
betragt sie 10 bis 50 ym oder dergleichen. Es ist
anzumerken, dass auf der Oberflache der Anschlus-
selektroden 22 und 24 eine Metallbeschichtung aus
mindestens einem aus der Gruppe Ni, Cu, Sn oder
dergleichen gebildet werden kann.

[0067] Form oder GréRRe des Chip-Kondensators 20
kdénnen entsprechend in Abhangigkeit vom Zweck
oder der Verwendung bestimmt werden. Wenn der
Chip-Kondensator 20 eine rechteckige Parallelflach-
form hat, so hat er gewdhnlich eine Lange von 0,6 bis
5,6 mm, bevorzugt 0,6 bis 3,2 mm, x eine Breite von
0,3 bis 5,0 mm, bevorzugt 0,3 bis 1,6 mm, x eine
Dicke von 0,1 bis 1,9 mm, bevorzugt 0,3 bis 1,6
mm, oder dergleichen.

[0068] Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst der kerami-
sche Kondensator 10 zwei Chip-Kondensatoren 20.
Die zwei Chip-Kondensatoren 20 haben ungefahr die
gleiche Form. Es ist anzumerken, dass die Anzahl
der Chip-Kondensatoren 20, die der keramische
Kondensator 10 haben kann, eins sein kann, oder
auch drei oder mehr sein kann; und falls es mehrere
Chip-Kondensatoren 20 gibt, so kann jede Form
anders sein.

[0069] Der Chip-Kondensator 20 hat ungefahr eine
rechteckige Parallelflachform, die durch sechs Fla-
chen gebildet wird, und zwar eine erste Endflache
20a, eine zweite Endflache 20b, eine erste Seitenfla-
che 20c, eine zweite Seitenflache 20d, eine dritte
Seitenflache 20e und eine vierte Seitenflache 20f.
Wie in Fig. 7 gezeigt, ist die erste Endflache 20a
dem ersten flachen Plattenabschnitt 38 des ersten
metallischen Anschlussabschnitts 30 zugewandt,

und die zweite Endflache 20b verlauft parallel zu
der ersten Endflache 20a, die der ersten Endflache
20a gegenuberliegt und dem zweiten flachen Plat-
tenabschnitt 48 des zweiten metallischen Anschlus-
sabschnitts 40 zugewandt ist.

[0070] Der Chip-Kondensator 20 umfasst vier Sei-
tenflachen 20c bis 20f, die die erste Endflache 20a
und die zweite Endflache 20b verbinden. Unter den
vier Seitenflachen 20c¢ bis 20f verlaufen die erste Sei-
tenflache 20c und die zweite Seitenflache 20d paral-
lel zueinander und weisen in die entgegengesetzte
Richtung (siehe Fig. 4); und die dritte Seitenflache
20e und die vierte Seitenflache 20f verlaufen parallel
zueinander und weisen in die entgegengesetzte
Richtung (siehe Fig. 2).

[0071] Unter den vier Seitenflachen 20c bis 20f des
Chip-Kondensators 20 sind die erste Seitenflache
20c und die zweite Seitenflache 20d ungefahr senk-
recht mit Bezug auf den ersten Montageabschnitt 39
des ersten metallischen Anschlussabschnitts 30 und
den zweiten Montageabschnitt 49 des zweiten metal-
lischen Anschlussabschnitts 40 angeordnet. Im
Gegensatz dazu sind die dritte Seitenflache 20e
und die vierte Seitenflache 20f ungefahr parallel mit
Bezug auf den ersten Montageabschnitt 39 des ers-
ten metallischen Anschlussabschnitts 30 und den
zweiten Montageabschnitt 49 des zweiten metalli-
schen Anschlussabschnitts 40 angeordnet. Des Wei-
teren liegt die dritte Seitenflache 20e dem ersten und
dem zweiten Montageabschnitt 39 und 49 gegen-
Uber; und die vierte Seitenflache 20f weist in Rich-
tung der Seite des ersten und des zweiten Montage-
abschnitts 39 und 49.

[0072] Wie in Fig. 1 und Fig. 7 gezeigt, ist die erste
Anschlusselektrode 22 des Chip-Kondensators 20
so ausgebildet, dass sie einen Teil der Seitenflachen
20c bis 20f von der ersten Endflache 20a aus
umhillt. Darum weist die erste Anschlusselektrode
22 den Teil, der auf der ersten Endflache 20a ange-
ordnet ist, und die ersten Umhiillungsabschnitte 22c
bis 22f auf, die auf der ersten Seitenflache 20c bis
vierten Seitenflache 20f angeordnet sind (siehe
Fig. 1 bis Fig. 5).

[0073] Des Weiteren ist die zweite Anschlusselekt-
rode 24 des Chip-Kondensators 20 so ausgebildet,
dass sie einen anderen Teil der Seitenflachen 20c
bis 20f von der zweiten Endflache 20b aus umhdillt.
Darum weist die zweite Anschlusselektrode 24 den
Teil, der auf der zweiten Endflache 20b angeordnet
ist, und die zweiten Umhdillungsabschnitte 24c bis
24f auf, die auf der ersten Seitenflache 20c bis vier-
ten Seitenflache 20f angeordnet sind (siehe Fig. 1
bis Fig. 5).

[0074] Wie in Fig. 1 gezeigt, sind der erste metalli-
sche Anschlussabschnitt 30 und der zweite metalli-
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sche Anschlussabschnitt 40 an beiden Enden des
Chip-Kondensators 20 angebracht, und zwei Chip--
Kondensatoren 20 sind Ubereinander gelegt und
werden durch die metallischen Anschlussabschnitte
30 und 40 gehalten. Der erste metallische
Anschlussabschnitt 30 umfasst den ersten flachen
Plattenabschnitt 38, die ersten Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b, die mit dem
ersten flachen Plattenabschnitt 38 verbunden sind,
und den ersten Montageabschnitt 39, der mit dem-
selben ersten flachen Plattenabschnitt 38 verbunden
ist (siehe Fig. 1 bis Fig. 5).

[0075] Der erste flache Plattenabschnitt 38 des ers-
ten metallischen Anschlussabschnitts 30 ist der ers-
ten Endflache 20a des Chip-Kondensators 20 zuge-
wandt. Wie in Fig. 7 gezeigt, ist an dem ersten fla-
chen Plattenabschnitt 38 der erste Vorsprungsab-
schnitt 38b, der mit der ersten Endflache 20a in Kon-
takt steht, indem er in Richtung der ersten Endflache
20a hervorsteht, ausgebildet. Der erste Vorsprungs-
abschnitt 38b verkleinert die Kontaktflache zwischen
dem ersten flachen Plattenabschnitt 38 und der ers-
ten Endflache 20a und hat dadurch den Effekt, die
Ubertragung von Vibrationen des Chip-Kondensa-
tors 20 auf den ersten metallischen Anschlussab-
schnitt 30 zu unterdriicken.

[0076] Der erste metallische Anschlussabschnitt 30
umfasst die drei Paare der ersten Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b, die die erste
Anschlusselektrode 22 des Chip-Kondensators 20
dazwischen halten. Ein Paar der ersten Montagear-
mabschnitte 31a und 31b halt die ersten Umhdl-
lungsabschnitte 22c und 22d der ersten Anschlusse-
lektrode 22 des Chip-Kondensators 20 an der Ober-
seite indem diese zwischen dem Paar angeordnet
sind. Des Weiteren halt ein anderes Paar der ersten
Montagearmabschnitte 33a und 33b die ersten
Umhdllungsabschnitte 22c und 22d der ersten
Anschlusselektrode 22 des Chip-Kondensators 20
an der Unterseite indem sie zwischen dem Paar
angeordnet sind (siehe Fig. 3). Des Weiteren halt
ein anderes Paar der ersten Montagearmabschnitte
35a und 35b den ersten Umhillungsabschnitt 22e
der ersten Anschlusselektrode 22 am oberseitigen
Chip-Kondensator 20 und den ersten Umhiillungsab-
schnitt 22f der ersten Anschlusselektrode 22 am
unterseitigen Chip-Kondensator 20 indem diese zwi-
schen dem Paar angeordnet sind (siehe Fig. 2).

[0077] Die ersten Montagearmabschnitte 31a, 31b,
und die ersten Montagearmabschnitte 33a, 33b sind
den Seitenflachen 20c, 20d, die von den Seitenfla-
chen 20c bis 20f des Chip-Kondensators 20 ungefahr
senkrecht zu dem ersten Montageabschnitt 39 ange-
ordnet sind, zugewandt (siehe Fig. 3). Im Gegensatz
dazu sind die ersten Montagearmabschnitte 35a,
35b den Seitenflachen 20e und 20f, die von den Sei-
tenflachen 20c bis 20f des Chip-Kondensators 20

ungefahr parallel zu dem ersten Montageabschnitt
39 angeordnet sind, zugewandt (siehe Fig. 2 und
Fig. 4).

[0078] An den ersten Montagearmen 31a, 31b, 33a,
33b, 35a, 35b ist der erste Eingriffnahmevorsprung,
der die ersten Umhiillungsabschnitte 22c bis 22f der
ersten Anschlusselektrode 22 in Eingriff nimmt, aus-
gebildet (siehe die ersten Eingriffnahmevorspriinge
36a, 36b oder dergleichen (Fig. 2), die an den ersten
Montagearmabschnitten 35a, 35b ausgebildet sind).
Es ist anzumerken, dass der erste metallische
Anschlussabschnitt 30 symmetrisch zu dem zweiten
metallischen Anschlussabschnitt 40 mit Bezug auf
den Chip-Kondensator 20 angeordnet ist; hinsichtlich
der Form jedoch ist er der gleiche wie der zweite
metallische Anschlussabschnitt 40. Darum wird die
detaillierte Struktur der ersten Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b anhand des
zweiten metallischen Anschlussabschnitts 40 erlau-
tert, und auf die Erlauterung des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 30 wird verzichtet.

[0079] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, erstreckt
sich der erste Montageabschnitt 39 des ersten metal-
lischen Anschlussabschnitts 30 ungefahr parallel zu
der vierten Seitenflache 20f des Chip-Kondensators
20. Des Weiteren ist der erste Montageabschnitt 39
mit einem vorgegebenen Abstand von der vierten
Seitenflache 20f der Unterseite des Chip-Kondensa-
tors 20 aus angeordnet. Der erste Montageabschnitt
39 st ein Teil, der mittels Lot oder dergleichen an das
Substrat gebondet wird, wenn der keramische Kon-
densator 10 an das Substrat oder dergleichen mon-
tiert wird; und die Montageabschnitt-Unterseite 39a,
die die Flache des ersten Montageabschnitt 30 ist,
die dem ersten Chip-Kondensator 20 gegeniiberliegt
(siehe Fig. 2), ist so angeordnet, dass sie dem Sub-
strat zugewandt ist, das den zu montierenden
Gegenstand darstellt. Die Montageabschnitt-Ober-
seite 39b, die die Flache des ersten Montageab-
schnitts 39 ist, die der Chip-Kondensatorseite 20
zugewandt ist, weist bevorzugt eine geringere
Benetzbarkeit gegen das Lot auf als die Montageab-
schnitt-Unterseite 39a, um ein bermaRiges Umhiil-
len durch das Lot zu vermeiden.

[0080] Der zweite metallische Anschlussabschnitt
40 umfasst den zweiten flachen Plattenabschnitt 48,
die zweiten Montagearmabschnitte 41a, 41b, 43a,
43b, 45a, 45b, die mit dem zweiten flachen Platten-
abschnitt 48 verbunden sind, und den zweiten Mon-
tageabschnitt 49, der mit demselben zweiten flachen
Plattenabschnitt 48 verbunden ist. Der zweite flache
Plattenabschnitt 48 des zweiten metallischen
Anschlussabschnitts 40 ist der zweiten Endflache
20b des Chip-Kondensators 20 zugewandt.

[0081] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht des
zweiten metallischen Anschlussabschnitts 40. Wie
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in Fig. 6 gezeigt, ist an dem zweiten flachen Platten-
abschnitt 48 der zweite Vorsprungsabschnitt 48b
ausgebildet. Wie in Fig. 7 gezeigt, steht der zweite
Vorsprungsabschnitt 48b mit der zweiten Endflache
20b in Kontakt, indem er in Richtung der zweiten
Endflache 20b hervorsteht. Ahnlich dem ersten Vor-
sprungsabschnitt 38b hat der zweite Vorsprungsab-
schnitt 48b den Effekt die Ubertragung der Vibratio-
nen des Chip-Kondensators 20 auf den zweiten
metallischen Anschlussabschnitt 40 zu unterdri-
cken.

[0082] Wie in Fig. 1 und Fig. 6 gezeigt, umfasst der
zweite metallische Anschlussabschnitt 40 drei Paare
von zweiten Montagearmabschnitten 41a, 41b, 43a,
43b, 45a, 45b, die die zweite Anschlusselektrode 24
des Chip-Kondensators 20 zwischen sich halten. Ein
Paar der zweiten Montagearmabschnitte 41a, 41b
halt die zweiten Umhdillungsabschnitte 24c, 24d der
zweiten Anschlusselektrode 24 an der Oberseite des
Chip-Kondensators 20 zwischen sich. Des Weiteren
halt ein anderes Paar der zweiten Montagearmab-
schnitte 43a, 43b die zweiten Umhillungsabschnitte
24c, 24d der zweiten Anschlusselektrode 24 am
unterseitigen Chip-Kondensator 20 (siehe Fig. 4 und
Fig. 5). Des Weiteren halt ein anderes Paar der zwei-
ten Montagearmabschnitte 45a, 45b den zweiten
Umhdallungsabschnitt 24e der zweiten Anschlusse-
lektrode 24 an der Oberseite des Chip-Kondensators
20 und den zweiten Umhillungsabschnitt 24f der
zweiten Anschlusselektrode 24 an der Unterseite
des Chip-Kondensators 20 zwischen sich (siehe
Fig. 2).

[0083] Die zweiten Montagearmabschnitte 41a, 41b
und die zweiten Montagearmabschnitte 43a, 43b
sind den Seitenflachen 20c, 20d, die von den Seiten-
flachen 20c bis 20f des Chip-Kondensators 20 unge-
fahr senkrecht zu dem zweiten Montageabschnitt 49
angeordnet sind, zugewandt (siehe Fig. 4 oder der-
gleichen). Im Gegensatz dazu sind die zweiten Mon-
tagearmabschnitte 45a, 45b den Seitenflachen 20e,
20f, die von den Seitenflachen 20c bis 20f des Chip--
Kondensators 20 ungeféahr parallel zu dem zweiten
Montageabschnitt 49 angeordnet sind, zugewandt
(siehe Fig. 2 oder dergleichen).

[0084] Wie in Fig. 6 gezeigt, sind an jeder Flache
der zweiten Montagearmabschnitte 41a, 41b, 43a,
43b, 45a, 45b, die den Seitenflachen zugewandt
sind, die zweiten Eingriffnahmevorspriinge 42b,
44b, 46b ausgebildet. In Fig. 6 sind - obgleich nicht
sichtbar, da auf der Ruckseite der anderen Elemente
gelegen - die zweiten Eingriffnahmevorspriinge 42a,
444, 46a auch an den zweiten Montagearmabschnit-
ten 41a, 43a, 45a ausgebildet, ahnlich den zweiten
Montagearmabschnitten 41b, 43b, 45b.

[0085] Die zweiten Eingriffnahmevorspriinge 42a,
42b, 44a, 44b, 46a, 46b nehmen die zweiten Umhul-

lungsabschnitte 24c bis 24f der zweiten Anschlusse-
lektrode in Eingriff, und der zweite metallische
Anschlussabschnitt 40 verhindert wirksam, dass
sich die zweite Anschlusselektrode 24 ablést. Die
Form der zweiten Eingriffnahmevorspriinge 42a,
42b, 44a, 44b, 46a, 46b ist nicht auf eine quadrati-
sche Pyramidenform, wie in Fig. 6 gezeigt,
beschrankt; und es bestehen keine besonderen Ein-
schrankungen, solange die zweiten Umhdllungsab-
schnitte 24c bis 24f in Eingriff gelangen kdnnen.
Moglich sind zum Beispiel auch eine Dreieckspyra-
midenform, eine teilweise Kugelform, eine quadrati-
sche Saulenform oder dergleichen.

[0086] Es ist zu beachten, dass zum Beispiel im Fall
des zweiten Eingriffnahmevorsprungs 42b der zweite
Eingriffnahmevorsprung 42b bevorzugt eine grofiere
Vorsprunghothe (die Lange der Richtung, die in Rich-
tung des zweiten Umhiillungsabschnitts 24d hervor-
steht) in Richtung des flachen Plattenabschnitts 48
von dem Vorsprungsendabschnitt 42ba des Eingriff-
nahmevorsprungs 42b aus oder eine groliere Breite
des Vorsprungs (die Lange der senkrechten Rich-
tung zur Vorsprungsrichtung in Richtung des zweiten
flachen Plattenabschnitts 48 von dem Vorsprung-
sendabschnitt 42ba aus) aufweist. Indem die Form
der zweiten Eingriffnahmevorspriinge 42a, 42b,
44a, 44b, 46a, 46b so gewahlt wird, dass sie von
dem Vorsprungsendabschnitt aus in Richtung der
Seite des flachen Plattenabschnitts 48 gréRer wird,
kann zusatzlich wirksam verhindert werden, dass
der zweite metallische Anschlussabschnitt 40 von
der zweiten Anschlusselektrode 24 abfallt.

[0087] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht des zwei-
ten metallischen Anschlussabschnitts 40, und er ist
an dem zweiten Montagearmabschnitt 41a, 41b aus-
gebildet. Des Weiteren besitzt er einen Querschnitt,
der durch die zwei Eingriffnahmevorspriinge 42a,
42b, die einander zugewandt sind, hindurch verlauft.
Wenn sich der zweite metallische Anschlussab-
schnitt 40 in einem freiem Zustand befindet (der
Zustand, in dem der Chip-Kondensator 20 nicht
gehalten wird), so ist der Abstand W3 vom obersten
Abschnitt des zweiten Eingriffnahmevorsprungs 42a
zum obersten Abschnitt des zweiten Eingriffnahme-
vorsprungs 42b schmaler als der Abstand W1 von
dem zweiten Umhillungsabschnitt 24c des Chip--
Kondensators 20 zu dem zweiten Umhillungsab-
schnitt 24d. Wenn also, wie in Fig. 1 gezeigt, die
zweite Anschlusselektrode 24 des Chip-Kondensa-
tors 20 zwischen dem zweiten Montagearmabschnitt
41a und den zweiten Montagearmabschnitt 41b
geschoben wird, so verformt sich der zweite metalli-
sche Anschlussabschnitt 40 elastisch, und der
zweite metallische Anschlussabschnitt 40 kann die
zweite Anschlusselektrode 24 zwischen dem zweiten
Montagearmabschnitt 41a und 41b, die einander
gegenuberliegen, halten.
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[0088] Des Weiteren sind die Spitzenabschnitte
41aa, 41ba der zweiten Montagearmabschnitte 41a,
41b in einer Richtung gebogen, die beide so vonei-
nander trennt, dass die zweite Anschlusselektrode
24 sanft zwischen die zweiten Montagearmab-
schnitte 41a, 41b eingeschoben werden kann. In die-
sem Fall ist der Abstand W2 von dem Spitzenab-
schnitt 41aa des zweiten Montagearmabschnitts
41a zu dem Spitzenabschnitt 41ba des zweiten Mon-
tagearmabschnitts 41b bevorzugt breiter, selbst
wenn der zweite metallische Anschlussabschnitt in
einem freien Zustand ist, als der Abstand W1 von
dem zweiten Umhillungsabschnitt 24c zu dem zwei-
ten Umhdllungsabschnitt 24d.

[0089] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, erstreckt
sich der zweite Montageabschnitt 49 des zweiten
metallischen Anschlussabschnitts 40 ungefahr paral-
lel zu der vierten Seitenflache 20f des Chip-Konden-
sators 20. Ahnlich dem ersten Montageabschnitt 39
ist der zweite Montageabschnitt 49 so angeordnet,
dass er den vorgegebenen Abstand von der vierten
Seitenflache 20f zur Unterseite des Chip-Kondensa-
tors 20 einnimmt. Aus dem gleichen Grund wie der
erste Montageabschnitt 39 besitzt die Montageab-
schnitt-Oberseite 49b, selbst im Fall des zweiten
Montageabschnitts 49, bevorzugt eine geringere
Benetzbarkeit gegen das Lot als die Montageab-
schnitt-Unterseite 49a.

[0090] FUr das Material des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 30 und des zweiten metalli-
schen Anschlussabschnitts 40 bestehen keine
besonderen Einschréankungen, solange es ein
metallisches Material mit einer Leitfahigkeit ist; und
es kénnen zum Beispiel Eisen, Nickel, Kupfer, Silber
oder dergleichen oder deren Legierungen verwendet
werden. Insbesondere kann durch Verwendung von
Phosphorbronze als das Material des ersten metalli-
schen Anschlussabschnitts 30 und des zweiten
metallischen Anschlussabschnitts 40 der spezifische
Widerstand des ersten und des zweiten metallischen
Anschlussabschnitte 30, 40 verringert werden, was
aus Sicht der Reduzierung des ESR des kerami-
schen Kondensators 10 vorteilhaft ist.

[0091] Im Folgenden wird das Herstellungsverfah-
ren flr den keramischen Kondensator 10 erlautert.

Das Herstellungsverfahren fir den Chip-
Kondensator 20

[0092] Um die Griinfolie zu bilden, die nach dem
Brennen zur dielektrischen Schicht 28 wird, wird
zunachst die griine Schichtpaste hergestellt. Die
griine Schichtpaste wird in der vorliegenden Ausfiih-
rungsform durch eine Paste auf Wasserbasis oder
durch eine Paste auf organischer Lésemittelbasis
gebildet, die durch Kneten eines Ausgangsmaterials

des dielektrischen Materials und des organischen
Tragermaterials erhalten wird.

[0093] Als das Ausgangsmaterial des dielektrischen
Materials kdnnen verschiedene Verbindungen ver-
wendet werden, die nach dem Brennen zu Kalzium-
titanat, Strontiumtitanat oder Bariumtitanat werden;
zum Beispiel wird es entsprechend unter Carbona-
ten, Nitraten, Hydroxiden und organischen Metallver-
bindungen ausgewahlt, und es kann in Mischung ver-
wendet werden. Als das Ausgangsmaterial des
dielektrischen Materials kbnnen zum Beispiel Mate-
rialien in Pulverform mit einem durchschnittlichen
Teilchendurchmesser von 0,2 bis 0,5 ym oder der-
gleichen verwendet werden; aber es gibt keine
besonderen Einschrankungen diesbeziglich.

[0094] Das organische Tragermaterial ist ein organi-
sches Losemittel, in dem ein Binderharz aufgeldst ist.
Fir das Binderharz, das fiir das organische Trager-
material verwendet wird, bestehen keine besonderen
Einschrankungen, und es kdnnen beispielsweise
verschiedene ubliche Binderharze, wie zum Beispiel
Ethylcellulose, Polyvinylbutyral, Acrylharz oder der-
gleichen verwendet werden.

[0095] Ebenso bestehen fiir das organische Lose-
mittel, das fir das organische Tragermaterial ver-
wendet wird, keine besonderen Einschrankungen,
und es kdnnen beispielsweise Ubliche organische
Lésemittel, wie zum Beispiel Alkohol, Aceton, Methy-
lethylketon (MEK), Toluol, Xylen, Ethylacetat, Butyls-
tearat, Terpeniol, Butylcarbitol, Isobonylacetat oder
dergleichen verwendet werden. Es ist anzumerken,
dass in dem Fall, dass die griine Schichtpaste eine
Paste auf Wasserbasis ist, zum Beispiel Polyvinylal-
kohol, das wasserldslich ist, als das Bindemittel ver-
wendet werden kann.

[0096] Des Weiteren kdnnen entsprechend den
Erfordernissen zu der griinen Schichtpaste Additive
zugegeben werden, die unter verschiedenen Disper-
giermitteln, Weichmachern, Antistatikmitteln,
Dielektrika, Glasfritten, Isolierstoffen oder derglei-
chen ausgewahlt sind.

[0097] Als néachstes wird unter Verwendung der
oben erwdhnten grinen Schichtpaste die Grlnfolie
auf der Tragerschicht gebildet. Fir die Dicke der
Grunfolie bestehen keine besonderen Einschrankun-
gen; sie betragt jedoch zum Beispiel 2,0 bis 7,0 ym
oder dergleichen. Die Griinfolie wird nach dem Aus-
bilden auf der Tragerschicht getrocknet.

[0098] Als nachstes wird auf der einen Seite der
Grunfolie die Elektrodenstruktur ausgebildet, aus
der nach dem Brennen die innere Elektrodenschicht
27 wird. Fir das Verfahren zum Ausbilden der Elekt-
rodenstruktur bestehen keine besonderen Ein-
schréankungen; jedoch kommen beispielsweise ein
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Druckverfahren, ein Transferverfahren, ein Dinnfilm-
verfahren oder dergleichen in Betracht. Nach dem
Ausbilden der Elektrodenstruktur auf der Griinfolie
erhalt man die mit der Elektrodenstruktur versehene
Griinfolie durch Trocknen.

[0099] Die innere Elektrodenschichtpaste wird
durch Kneten des leitfahigen Materials , das ver-
schiedene leitfahige Metalle oder deren Legierung
oder dergleichen, verschiedene Oxide, die durch
Brennen zu dem oben erwahnten leitfahigen Material
werden, der organischen Metallverbindung, des
Resinats oder dergleichen und des organische Tra-
germaterials hergestellt.

[0100] Als das leitfahige Material, das zum Herstel-
len der inneren Elektrodenschichtpaste verwendet
wird, werden bevorzugt Ni oder eine Ni-Legierung
und Gemische davon verwendet. Fur die Form die-
ses leitfahigen Materials bestehen keine besonderen
Einschrankungen, und es kann kugelférmig, schup-
penférmig oder dergleichen sein; aulRerdem kénnen
diese Formen miteinander vermischt werden.

[0101] Das organische Tragermaterial umfasst das
Binderharz und das organische Lésemittel, ahnlich
wie die griine Schichtpaste. Als das Binderharz kén-
nen zum Beispiel Ethylcellulose, Acrylharz, Polyvi-
nylbutyral, Polyvinylacetal, Polyvinylalkohol, Polyole-
fin, Polyurethan, Polystyrol oder dergleichen und
deren Copolymere verwendet werden.

[0102] Des Weiteren kdnnen als das Lésemittel zum
Beispiel Terpineol, Butylcarbitol, Kerosin oder der-
gleichen, die dem Fachmann bekannt sind, verwen-
det werden. Zu der inneren Elektrodenschichtpaste
kénnen entsprechend den Erfordernissen Additive
zugegeben werden, die unter verschiedenen Disper-
giermitteln, Weichmachern, Antistatikmitteln,
Dielektrika, Glasfritten und Isoliermitteln oder der-
gleichen ausgewahlt werden.

[0103] Als nachstes wird die mit der inneren Elektro-
denstruktur versehene Griinfolie geschichtet, bis die
gewunschte Anzahl von Schichten erreicht ist, indem
die Tragerschicht abgel6st wird, wodurch ein mehr-
schichtiger Griinschichtkoérper erhalten wird. Es ist
anzumerken, dass an der ersten und der letzten
Schicht die dul3ere Grinfolie ohne die innere Elektro-
denstruktur gestapelt ist.

[0104] Dann wird dieser mehrschichtige Griinkérper
einer abschlieRenden Druckbehandlung unterzogen.
Der Druck der abschlieRenden Druckbehandlung
betragt bevorzugt 10 bis 200 MPa. Des Weiteren
betragt die Erwarmungstemperatur bevorzugt 40 bis
100°C. Des Weiteren wird der Mehrschichtkdrper auf
eine vorgegebene Grdle geschnitten, wodurch ein
gruner Chip erhalten wird. Der erhaltene griine Chip
wird einer Warmebehandlung (einer Verfestigungst-

rocknung) unterzogen. Fir die Bedingungen der
Warmebehandlung bestehen keine besonderen Ein-
schrankungen, jedoch kann sie unter reduzierter
Atmosphare bei 140 bis 180°C und 2 bis 10 Stunden
ausgefiihrt werden.

[0105] Als nachstes wird der griine Chip nach der
Warmebehandlung poliert. Fiir das Polierverfahren
bestehen keine besonderen Einschrankungen; und
obgleich es ein Trockenverfahren oder ein Nassver-
fahren sein kann, kann zum Beispiel auch eine
Nasstrommelpolitur verwendet werden.

[0106] Nach dem Polieren wird eine Behandlung
zum Entfernen des Bindemittels ausgefihrt. Fir die
Bedingungen der Behandlung zum Entfernen des
Bindemittels bestehen keine besonderen Einschran-
kungen, jedoch kann sie zum Beispiel unter einer
Luft- oder Stickstoffatmosphare, mit einer Tempera-
turanstiegsgeschwindigkeit von 5 auf 300°C/Stunde,
einer Haltetemperatur von 200 bis 400°C und einer
Temperaturhaltedauer von 0,5 bis 20 Stunden aus-
gefihrt werden.

[0107] Dann wird der griine Chip gebrannt. Fir die
Bedingungen des Brennens bestehen keine beson-
deren Einschrankungen, und es kann zum Beispiel
unter einer reduzierten Atmosphare, mit einer Tem-
peraturanstiegsgeschwindigkeit von 50 auf 500°C,
einer Haltetemperatur von 1000 bis 1400°C, einer
Temperaturhaltedauer von 0,5 bis 8 Stunden und
einer Abkuhltemperatur von 50 auf 500°C ausgefiihrt
werden. Nach dem Brennen erhalt man durch Aus-
fihren einer Temperbehandlung, Polieren oder der-
gleichen entsprechend den Erfordernissen das in
Fig. 7 gezeigte Kondensatorelement 26.

[0108] Zum Schluss werden die erste Anschlusse-
lektrode 22 und die zweite Anschlusselektrode 24
an dem Kondensatorelement 26 ausgebildet. Die
Anschlusselektroden 22 und 24 werden zum Beispiel
durch Ausbilden der Basiselektrode durch Aufdru-
cken der Anschlusselektrodenpaste und anschlie-
Rendes Ausbilden einer Metallbeschichtung durch
Uberziehen der Oberfliche der Basiselektrode her-
gestellt. Es ist anzumerken, dass die Anschlusselekt-
rodenpaste ahnlich wie die oben erwahnte innere
Elektrodenschichtpaste hergestellt wird; und die
Brennbedingungen fiir die Anschlusselektroden-
paste sind zum Beispiel unter Mischgas aus benetz-
tem N5 und H, bei 600 bis 800°C mit einer Dauer von
10 Minuten bis 1 Stunde oder dergleichen.

Das Herstellungsverfahren fiir den ersten
metallischen Anschlussabschnitt 30 und den zweiten
metallischen Anschlussabschnitt 40

[0109] Bei der Herstellung des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 30 und des zweiten metalli-
schen Anschlussabschnitts 40 wird zuerst das metal-
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lische Plattenmaterial 80 von flacher Plattenform her-
gestellt, wie in Fig. 10(a) gezeigt. Fir das Material
des metallischen Plattenmaterials 80 bestehen
keine besonderen Einschrankungen, solange es ein
metallisches Material mit einer Leitfahigkeit ist, und
es kénnen zum Beispiel Eisen, Nickel, Kupfer, Silber
oder dergleichen und deren Legierungen verwendet
werden. Es ist anzumerken, dass der erste metalli-
sche Anschlussabschnitt 30 und der zweite metalli-
sche Anschlussabschnitt 40 durch das gleiche Her-
stellungsverfahren hergestellt werden kénnen, wes-
halb der zweite metallische Anschlussabschnitt 40
als Erlauterungsbeispiel verwendet wird.

[0110] Als n&chstes wird mittels einer mechani-
schen Bearbeitung des metallischen Plattenmate-
rials 80 der Zwischenteil 82 erhalten (Fig. 10(b)).
Fir das konkrete Bearbeitungsverfahren bestehen
keine besonderen Einschréankungen, und zum Bei-
spiel wird unter Verwendung einer Druckverarbei-
tung, einer Schneidverarbeitung oder dergleichen
die Form des zweiten flachen Plattenabschnitts 48,
der zweiten Montagearmabschnitte 41a, 41b, 43a,
43b, 45a, 45b, der zweiten Eingriffnahmevorspriinge
42a, 42b, 44a, 44b, 46a, 46b, und des zweiten Mon-
tageabschnitts 49 oder dergleichen aus dem metalli-
schen Plattenmaterial 80 gebildet. Es ist anzumer-
ken, dass, wie in Fig. 6 gezeigt, in dem Fall, dass
bei dem zweiten metallischen Anschlussabschnitt
40 der zweite Montagearmabschnitt 45a, 45b unge-
fahr parallel zu dem zweiten Montageabschnitt 49
angeordnet ist, der zweite Montagearmabschnitt
45b nahe dem zweiten Montageabschnitt 49 mit
dem zweiten flachen Plattenabschnitt 48 am Rand-
abschnitt des zweiten Durchgangslochs 48a, das in
dem zweiten flachen Plattenabschnitt 48 ausgebildet
ist, verbunden ist. Dadurch kann, indem man die
mechanische Bearbeitung nur an der metallischen
Platte 80 vornimmt, die Form des zweiten Montage-
abschnitts 49 - wobei der zweite metallische
Anschlussabschnitt 40 ein Paar der zweiten Monta-
gearmabschnitte 45a, 45b umfasst, die ungefahr
parallel zu dem zweiten Montageabschnitt 49 verlau-
fen - auf einfache Weise gebildet werden.

[0111] Als nachstes wird der metallische Uberzug 84
auf die Oberflache des Zwischenteils 82 durch
Beschichtung ausgebildet; dadurch wird der zweite
metallische Anschlussabschnitt 40 erhalten (Fig. 10
(c)). Fur das zum Beschichten verwendete Material
bestehen keine besonderen Einschrankungen,
jedoch kdnnen als Beispiele Ni, Sn, Cu oder derglei-
chen erwahnt werden. Des Weiteren kann wahrend
der Beschichtungsbehandlung durch Ausfiihren
einer Resistbehandlung an der Montageabschnitt-O-
berseite 49b des zweiten Montageabschnitts 49 ver-
hindert werden, dass die Beschichtung an der Mon-
tageabschnitt-Oberseite 49b anhaftet. Dadurch kann
die Benetzbarkeit gegentber dem Lot zwischen der
Montageabschnitt-Oberseite 49b und der Montage-

abschnitt-Unterseite 49a unterschiedlich gestaltet
werden. Es ist anzumerken, dass der gleiche Unter-
schied erreicht werden kann, indem man nach dem
Ausbilden der metallischen Beschichtung 84 durch
Ausfihren der Behandlung an dem gesamten Zwi-
schenteil 82 lediglich die auf der Montageabschnit-
t-Oberseite 49b ausgebildete metallische Beschich-
tung mittels Laserablation entfernt.

Die Montage des keramischen Kondensators 10

[0112] Es werden zwei Chip-Kondensatoren 20 her-
gestellt, die in der oben erwahnten Weise erhalten
werden. Dann werden, wahrend sie durch Stapeln
gehalten werden, wie in Fig. 1 gezeigt, der erste
metallische Anschlussabschnitt 30 und der zweite
metallische Anschlussabschnitt 40 an der ersten
Anschlusselektrode 22 bzw. der zweiten Anschlus-
selektrode 24 angebracht, zur Erzeugung des kera-
mischen Kondensators 1 . Wie in Fig. 11 gezeigt,
werden die Spitzen (die Spitzenabschnitte 41aa,
41ba) der Montagearmabschnitte der metallischen
Anschlussabschnitte 30 und 40 in zueinander entge-
gengesetzten Richtungen auseinander gebogen.
Indem man also einfach jede Endflache 20a, 20b
des Chip-Kondensators 20 und die flachen Platten-
abschnitte 38, 48 der metallischen Anschlussab-
schnitte 30, 40 auseinanderbiegt, kdnnen die
Anschlusselektroden 22 und 24 zwischen dem Paar
Montagearmabschnitte 31a, 31b, 41a, 41b oder der-
gleichen eingebettet werden.

[0113] Es ist anzumerken, dass nach dem Anbrin-
gen des ersten und des zweiten metallischen
Anschlussabschnitts 30, 40 an dem Chip-Kondensa-
tor 20 entsprechend den Erfordernissen die Umhiil-
lungsabschnitte 22c bis 22f, 24c bis 24f der
Anschlusselektroden 22, 24, und die Eingriffnahme-
vorspringe 36a, 36b, 42a, 42b, 44a, 44b, 46a, 46b,
die diese in Eingriff nehmen, angeschweilst werden
kénnen, indem man die Metallbeschichtung schmilzt,
die auf mindestens einer Seite der Oberflache aus-
gebildet ist. Dadurch wird die elektrische Bondung
zwischen den Anschlusselektroden 22, 24 und den
metallischen Anschlussabschnitten 30, 40 verbes-
sert, und auch die physische Verbindung zwischen
dem Chip-Kondensator 20 und den metallischen
Anschlussabschnitten 30, 40 kann verstarkt werden.

[0114] Somit umfassen in dem keramischen Kon-
densator 10 der erste und der zweite metallische
Anschlussabschnitt 30, 40 die Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b, 41a, 41b,
43a, 43b, 45a, 45b; und die Umhillungsabschnitte
22a bis 22f, 24c bis 24f des Chip-Kondensators 20
werden zwischen den Montagearmabschnitten
gehalten. Darum kann der keramische Kondensator
10 auf einfache Weise zusammengebaut werden,
und die Herstellung ist einfach. Des Weiteren besteht
selbst bei Verwendung in einer Hochtemperaturum-
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gebung oder in einer Umgebung mit groflen Tempe-
raturunterschieden fur den keramischen Kondensa-
tor 10 keine Gefahr des Brechens der Bindung zwi-
schen dem Chip-Kondensator 20 und den metalli-
schen Anschlussabschnitten 30, 40 aufgrund der
unterschiedlichen Warmeausdehnungsrate zwi-
schen dem Bondungsmaterial und den metallischen
Anschlussabschnitten 30, 40, im Gegensatz zum
Stand der Technik, wo ein Bondungsmaterial wie
das Lot oder dergleichen verwendet wird.

[0115] Des Weiteren besitzt der keramische Kon-
densator 10 eine Struktur, die den Chip-Kondensator
20 durch die Montagearmabschnitte 31a, 31b, 41a,
41b oder dergleichen halt; somit kann die Kontaktfla-
che zwischen dem Chip-Kondensator 20 und den
metallischen Anschlussabschnitten 30, 40 reduziert
werden, wahrend gleichzeitig eine gute Leitfahigkeit
gewabhrleistet ist. Dadurch kann bei dem kerami-
schen Kondensator 10 das Phanomen der Quietsch-
gerausche verhindert werden, die durch Vibrationen
verursacht werden, die aufgrund von Elektrostriktion
in dem Chip-Kondensator 20 entstehen, und die
durch die metallischen Anschlussabschnitte 30, 40
auf das Montagesubstrat oder dergleichen Ubertra-
gen werden.

[0116] Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst der kerami-
sche Kondensator 10 die Montagearmabschnitte
31a, 31b, 41a, 41b oder dergleichen, die den Chip--
Kondensator 20 aus der Parallelrichtung mit Bezug
auf die Montageabschnitte 39, 40 halten, und die
Montagearmabschnitte 35a, 35b, 45a, 45b, die den
Chip-Kondensator 20 aus der senkrechten Richtung
mit Bezug auf die Montageabschnitte 39, 40 halten.
Somit kann der keramische Kondensator 10 den
Chip-Kondensator 20 sowohl aus der Parallelrich-
tung als auch aus der senkrechten Richtung mit
Bezug auf die Montageabschnitte 39, 40 halten und
besitzt darum eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit
und eine hohe Zuverlassigkeit.

Die zweite bis siebente Ausfiihrungsform

[0117] Der an dem Chip-Kondensator 20 ange-
brachte metallische Anschlussabschnitt ist nicht auf
die in der ersten Ausfuhrungsform gezeigte Form
beschrankt, und er kann in Abhangigkeit von der Ver-
wendung des keramischen Kondensators auf ver-
schiedene Weise modifiziert werden. Fig. 8 ist ein
Konzeptschaubild, das den ersten metallischen
Anschlussabschnitt zeigt, der fir den keramischen
Kondensator gemafl der zweiten bis sechsten Aus-
fihrungsform der vorliegenden Erfindung verwendet
wird. Es ist anzumerken, dass der keramische Kon-
densator gemafl der zweiten bis sechsten Ausfiih-
rungsform der gleiche ist wie der keramische Kon-
densator 10 gemaR der ersten Ausfiihrungsform,
mit Ausnahme der Bauweise des ersten und des
zweiten metallischen Anschlussabschnitts; und die

Form des ersten metallischen Anschlussabschnitts
und des zweiten metallischen Anschlussabschnitts
sind ebenfalls gleich, weshalb nur der erste metalli-
sche Anschlussabschnitt erlautert wird.

[0118] Fig. 8(a) zeigt den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 50, der in dem keramischen
Kondensator gemafR der zweiten Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Der erste
metallische Anschlussabschnitt 50 umfasst die ers-
ten Montagearmabschnitte 31a, 31b, 33a, 33b, die
den Seitenflachen 20c, 20d, die von den Seitenfla-
chen des Chip-Kondensators 20 ungefahr senkrecht
zu dem ersten Montageabschnitt 39 angeordnet
sind, zugewandt sind. Jedoch umfasst der erste
metallische Anschlussabschnitt 50, im Gegensatz
zu dem ersten metallischen Anschlussabschnitt 30
gemal der ersten Ausfiihrungsform, nicht den Mon-
tagearmabschnitt, der die Seitenflache parallel mit
Bezug auf den ersten Montageabschnitt 39 halt.

[0119] Hier verursacht die mehrschichtige elektroni-
sche Komponente, wie zum Beispiel der Chip-Kon-
densator 20, leicht eine GroRenvariation in der Sta-
pelrichtung der dielektrischen Schicht 28 und der
inneren Elektrodenschicht 27 (siehe Fig. 7), und fir
andere Richtungen ist die GréRenvariation geringer
als in der Stapelrichtung. Wie in Fig. 7 gezeigt, kann
in dem Fall, dass die Stapelrichtung des Chip-Kon-
densators 20 senkrecht mit Bezug auf den ersten
Montageabschnitt 39 verlauft an Hand des in Fig. 8
(a) gezeigten ersten metallischen Anschlussab-
schnitts 50, die Haltekraft der ersten Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b besser stabilisiert werden
als im Fall des Haltens des Chip-Kondensators 20
aus der Parallelrichtung mit Bezug auf den ersten
Montageabschnitt 39.

[0120] Der in Fig. 8(a) gezeigte erste metallische
Anschlussabschnitt 50 kann auch den Chip-Konden-
sator 20 stabil halten, indem die Dicke des metalli-
schen Plattenmaterials 80 gesteuert wird, das fir
die Herstellung verwendet wird (siehe Fig. 10), und
weist einen Effekt auf, der dem ersten metallischen
Anschlussabschnitt 30 gemal der ersten Ausfih-
rungsform ahnelt. Des Weiteren hat der erste metal-
lische Anschlussabschnitt 50 weniger Kontaktpunkte
mit dem Chip-Kondensator 20 als der erste metalli-
sche Anschlussabschnitt 30 gemalR der ersten Aus-
fuhrungsform, was aus Sicht der Vermeidung des
Quietschgerausches vorteilhaft ist.

[0121] Fig. 8(b) zeigt den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 54, der in dem keramischen
Kondensator gemaR der dritten Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Der erste
metallische Anschlussabschnitt 54 unterscheidet
sich von dem in Fig. 8(a) gezeigten ersten metalli-
schen Anschlussabschnitt 50 dadurch, dass der
erste metallische Anschlussabschnitt 54 den ersten
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Stopperabschnitt 56 umfasst, aber im Ubrigen ist er
genauso aufgebaut wie der erste metallische
Anschlussabschnitt 50. Der erste Stopperabschnitt
56 ist ungefahr senkrecht mit Bezug auf die ersten
Montagearmabschnitte 31a, 31b angeordnet und ist
der dritten Seitenflache 20e des Chip-Kondensators
20 zugewandt.

[0122] Der erste Stopperabschnitt 56 bildet kein
Paar wie die ersten Montagearmabschnitte 31a,
31b, und auch der Eingriffnahmevorsprung ist nicht
an dem ersten Stopperabschnitt 56 ausgebildet.
Jedoch bringt der erste metallische Anschlussab-
schnitt 54, der den ersten Stopperabschnitt 56
umfasst, den ersten Stopperabschnitt 56 und die
dritte Seitenflache 20e in Kontakt, wenn der Chip--
Kondensator 20 und der erste metallische
Anschlussabschnitt 50 montiert werden, wodurch
die Positionierung auf einfache Weise ausgefihrt
werden kann. Es ist anzumerken, dass der zweite
metallische Anschluss, der als ein Paar mit dem ers-
ten metallischen Anschlussabschnitt 54 verwendet
wird, ebenfalls den zweiten Stopperabschnitt
umfasst, ahnlich dem ersten metallischen
Anschlussabschnitt 54.

[0123] Fig. 8(c) zeigt den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 60, der in dem keramischen
Kondensator gemal der vierten Ausflihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Der erste
metallische Abschnitt 60 unterscheidet sich von
dem in Fig. 8(a) gezeigten ersten metallischen
Anschlussabschnitt 50 in dem Punkt, dass er den
ersten Stopperabschnitt 62 umfasst, ist aber im Ubri-
gen genauso aufgebaut wie der erste metallische
Anschlussabschnitt 50. Der Stopperabschnitt 62 ist
ungefahr senkrecht mit Bezug auf die ersten Monta-
gearmabschnitte 31a, 31b oder dergleichen ange-
ordnet und ist der vierten Seitenflache 20f, die von
den Seitenflachen des Chip-Kondensators 20 der
Seite des ersten Montageabschnitts 39 zugewandt
ist, zugewandt.

[0124] An dem ersten flachen Plattenabschnitt 64
des ersten metallischen Anschlussabschnitts 60 ist
das erste Durchgangsloch 64a ausgebildet, und der
erste Stopperabschnitt 62 ist mit dem ersten flachen
Plattenabschnitt 64 am Randabschnitt des ersten
Durchgangslochs 64a verbunden. Der erste metalli-
sche Anschlussabschnitt, der diesen ersten Stoppe-
rabschnitt 62 umfasst, kann auf einfache Weise her-
gestellt werden, indem man einfach das metallische
Plattenmaterial 80 wie in Fig. 10 gezeigt verarbeitet.
Des Weiteren ist an dem ersten Stopperabschnitt 62
der Eingriffnahmevorsprung nicht ahnlich dem ersten
Stopperabschnitt 56 des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 54 gemal der dritten Ausflh-
rungsform ausgebildet. Jedoch ist der erste Stoppe-
rabschnitt 62 nicht nur fir die Positionierung wahrend
der Montage vorteilhaft, sondern er ermdglicht auch

das Stitzen des Chip-Kondensators 20 nach der
Montage; darum besitzt der keramische Kondensa-
tor, der den ersten metallischen Anschlussabschnitt
60 umfasst, eine ausgezeichnete Bestandigkeit. Es
ist anzumerken, dass der zweite metallische
Anschluss, der als ein Paar mit dem ersten metalli-
schen Anschlussabschnitt 60 verwendet wird, den
zweiten flachen Plattenabschnitt, der mit dem zwei-
ten Durchgangsloch ausgebildet ist, und den zweiten
Stopperabschnitt umfasst, ahnlich dem ersten metal-
lischen Anschlussabschnitt 60.

[0125] Fig. 8(d) zeigt den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 66, der in dem keramischen
Kondensator gemal der funften Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Der erste
metallische Anschlussabschnitt 66 unterscheidet
sich von dem in Fig. 8(a) gezeigten ersten metalli-
schen Anschlussabschnitt 50 dadurch, dass er den
ersten Stopperabschnitt 56 und den ersten Stoppe-
rabschnitt 62 umfasst, ist aber im Ubrigen genauso
aufgebaut wie der erste metallische Anschlussab-
schnitt 50. Der erste metallische Anschlussabschnitt
66 umfasst den ersten Stopperabschnitt 56, der dem
ersten metallischen Anschlussabschnitt 54 geman
der dritten Ausfihrungsform ahnelt, und den ersten
Stopperabschnitt 62, der dem ersten metallischen
Anschlussabschnitt 60 gemal der vierten Ausfih-
rungsform ahnelt. Somit kann der erste metallische
Anschlussabschnitt 66 den ersten Stopperabschnitt
56, 62 umfassen, der ein einander zugewandtes
Paar ist, und der keramische Kondensator, der die-
sen ersten metallischen Anschlussabschnitt 66
umfasst, besitzt ausgezeichnete Montageeigen-
schaften und Bestandigkeit.

[0126] Fig. 8(e) zeigt den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 70, der in dem keramischen
Kondensator gemaf der sechsten Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Der erste
metallische Anschlussabschnitt 70 umfasst die ers-
ten Montagearmabschnitte 35a, 35b, die den Seiten-
flachen 20e, 20f, die von den Seitenflaichen des
Chip-Kondensators 20 ungefahr parallel zu dem ers-
ten Montageabschnitt 39 angeordnet sind, zuge-
wandt sind. Jedoch unterscheidet sich der erste
metallische Anschlussabschnitt 70 von dem ersten
metallischen Anschlussabschnitt 30 gemaf der ers-
ten Ausfiihrungsform und umfasst nicht den Monta-
gearmabschnitt, der die Seitenflachen senkrecht mit
Bezug auf den ersten Montageabschnitt 39 halt.

[0127] Im Gegensatz zu dem in Fig. 7 gezeigten
Chip-Kondensator 20 ist in dem Fall, dass die Stapel-
richtung des Chip-Kondensators parallel mit Bezug
auf den ersten Montageabschnitt 39, wie dem in
Fig. 8(e) gezeigten ersten metallischen Anschluss-
abschnitt 70, verlauft, die GroRenvariation des Chip--
Kondensators 20 geringer, als wenn der Chip-Kon-
densator 20 aus der senkrechten Richtung mit
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Bezug auf den ersten Montageabschnitt 39 gehalten
wird, und die Haltekraft der ersten Montagearmab-
schnitte 35a, 35b kann stabilisiert werden. Des Wei-
teren hat der erste metallische Anschlussabschnitt
70 weniger Kontaktpunkte mit dem Chip-Kondensa-
tor 20, was vom Standpunkt der Vermeidung von
Quietschgerauschen vorteilhaft ist.

[0128] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht des
keramischen Kondensators 76 gemal der siebenten
Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung. Der
keramische Kondensator 76 umfasst eine Chipkom-
ponente, den ersten metallischen Anschlussab-
schnitt 77 und den zweiten metallischen Anschluss-
abschnitt 78. Wie in Fig. 9 gezeigt, kann die Anzahl
der Chip-Kondensatoren, die in dem keramischen
Kondensator 76 enthalten sind, eins sein, oder es
kénnen drei oder mehr sein. Der keramische Kon-
densator 76 besitzt den gleichen Effekt wie der kera-
mische Kondensator 10 gemaf der ersten Ausflih-
rungsform.

Die achte Ausfiihrungsform

[0129] Fig. 12 bis Fig. 17 ist eine schematische per-
spektivische Ansicht, eine Vorderansicht, eine links-
seitige Ansicht, eine Draufsicht bzw. eine Unteran-
sicht des keramischen Kondensators 100 gemaf
der achten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung. In dem keramischen Kondensator 100 gemaf
der achten Ausfiihrungsform ist die gleiche Anzahl
von Teilen enthalten wie in dem keramischen Kon-
densator 10 gemaR der ersten Ausfiihrungsform,
und fir denselben Kontext wird auf die Beschreibung
verzichtet.

[0130] Wie in Fig. 12 gezeigt, werden der erste
metallische Anschlussabschnitt 130 und der zweite
metallische Anschlussabschnitt 140 an beiden
Enden des Chip-Kondensators 20 angebracht,
wenn die zwei Chip-Kondensatoren 20 Ubereinander
gestapelt werden, und werden durch die metalli-
schen Anschlussabschnitte 130, 140 gehalten. Der
erste metallische Anschlussabschnitt 130 umfasst
den ersten flachen Plattenabschnitt 138, den ersten
Stopperabschnitt 35 und die ersten Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b, die mit dem ersten fla-
chen Abschnitt 138 verbunden sind, und den ersten
Montageabschnitt 39, der mit demselben ersten fla-
chen Plattenabschnitt 138 verbunden ist (siehe
Fig. 12 bis Fig. 16) .

[0131] Die erste Endflache 20a des Chip-Kondensa-
tors 20 und der erste flache Plattenabschnitt 138 sind
durch den ersten Klebemittelverbindungsabschnitt
90 verbunden. Wie in Fig. 14 und Fig. 15 gezeigt,
verbindet der erste Klebemittelverbindungsabschnitt
90 den Mittelteil der ersten Endflache 20a und den
Verbindungsabschnitt 38c des ihr zugewandten ers-
ten flachen Plattenabschnitts 138; jedoch ist die

Form des ersten Klebemittelverbindungsabschnitts
90 nicht darauf beschrankt. Zum Beispiel kann der
erste Klebemittelverbindungsabschnitt 90 in mehre-
ren Teilen ausgebildet sein, so dass der AuRenrand-
bereich der ersten Endflache 20a und der ihr zuge-
wandte erste flache Plattenabschnitt 138 verbunden
sind. Des Weiteren wird an dem Verbindungsab-
schnitt 38c mit dem ersten Klebemittelverbindungs-
abschnitt 90 des ersten flachen Plattenabschnitts
138 der Bereich mit héherer Klebkraft als andere
Teile des metallbeschichteten ersten metallischen
Anschlussabschnitts 130 gegeniiber dem Klebemit-
tel, das den ersten Klebemittelverbindungsabschnitt
90 darstellt, ausgebildet. Es ist anzumerken, dass
der Verbindungsabschnitt 38c &hnlich aufgebaut ist
wie der Verbindungsabschnitt 48c des zweiten
metallischen  Anschlussabschnitts 140 (siehe
Fig. 17) .

[0132] Wie in Fig. 12 und Fig. 14 gezeigt, umfasst
der erste metallische Anschlussabschnitt 130 ein
Paar erster Montagearmabschnitte 31a, 31b welches
die erste Anschlusselektrode 22 eines Chip-Konden-
sators 20 zwischen sich halt und ein Paat erster Mon-
tagearmabschnitte 33a, 33b, welches die erste
Anschlusselektrode 22 eines anderen Chip-Konden-
sators 20 zwischen sich halt.

[0133] An den ersten Montagearmabschnitten 31a,
31b, 33a, 33b wird der erste Eingriffnahmevorsprung
ausgebildet, der die ersten Umhillungsabschnitte
22c bis 22f der ersten Anschlusselektrode 22 in Ein-
griff nimmt. Es ist anzumerken, dass der erste metal-
lische Anschlussabschnitt 130 symmetrisch mit dem
zweiten metallischen Anschlussabschnitt 140 in
Bezug auf den Chip-Kondensator 20 angeordnet ist;
seine Form ist jedoch die gleiche wie die des zweiten
metallischen Anschlussabschnitts 140. Darum wird
die detaillierte Struktur der ersten Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b, die mit dem ersten Ein-
griffnahmevorsprung oder dem Verbindungsab-
schnitt 38c des ersten flachen Plattenabschnitts 138
ausgebildet sind, unter Verwendung des zweiten
metallischen Anschlussabschnitts 140 beschrieben,
und auf die Beschreibung des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 130 wird verzichtet.

[0134] Der erste Stopperabschnitt 35 ist ungefahr
senkrecht mit Bezug auf den ersten Montagearmab-
schnitt 31a, 31b oder dergleichen angeordnet und ist
der dritten Seitenflache 20e des Chip-Kondensators
20 zugewandt. Der erste Stopperabschnitt 35 bildet
kein Paar wie die ersten Montagearmabschnitte 31a,
31b und kann nicht den Chip-Kondensator 20 halten;
jedoch kann bei der Montage des Chip-Kondensa-
tors 20 und des ersten metallischen Anschlussab-
schnitts 130 durch Inkontaktbringen des ersten Stop-
perabschnitts 35 und der dritten Seitenflache 20e die
Positionierung auf einfache Weise ausgefihrt wer-
den.
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[0135] Der zweite metallische Anschlussabschnitt
140 umfasst den zweiten flachen Plattenabschnitt
148, den zweiten Stopperabschnitt 45 und die zwei-
ten Montagearmabschnitte 41a, 41b, 43a, 43b, die
mit dem zweiten flachen Plattenabschnitt 148 ver-
bunden sind, und den zweiten Montageabschnitt
49, der mit demselben zweiten flachen Plattenab-
schnitt 148 verbunden ist. Der zweite flache Platten-
abschnitt 148 des zweiten metallischen Anschlus-
sabschnitts 140 ist der zweiten Endflache 20b des
Chip-Kondensators 20 zugewandt.

[0136] Ahnlich dem ersten metallischen Anschluss-
abschnitt 130 sind der zweite flache Plattenabschnitt
148 des zweiten metallischen Anschlussabschnitts
140 und die zweite Endflache 20b des Chip-Konden-
sators 20 durch den zweiten Klebemittelverbin-
dungsabschnitt 92 verbunden (siehe Fig. 14 und
Fig. 15). Wie in Fig. 17 gezeigt, wird an dem Verbin-
dungsabschnitt 48c des zweiten Klebemittelverbin-
dungsabschnitts 92 des zweiten flachen Plattenab-
schnitts 148 der Bereich mit hdherer Klebkraft
gegenuber dem Klebemittel, das den zweiten Klebe-
mittelverbindungsabschnitt 92 darstellt, als andere
Abschnitte des metallbeschichteten zweiten metalli-
schen Anschlussabschnitts 140 ausgebildet (zum
Beispiel die zweiten Eingriffnahmevorspriinge 42b,
44b). Fir das Klebemittel, das den ersten und den
zweiten Klebemittelverbindungsabschnitt 92 dar-
stellt, bestehen keine besonderen Einschrankungen;
um jedoch die Fixierungsfestigkeit zwischen dem
Chip-Kondensator 20 und den metallischen
Anschlussabschnitten 130, 140 zu verstarken, ist
ein nicht-leitfahiges Klebemittel bevorzugt. Im Allge-
meinen tragt die Leitfahigkeitskomponente, wie zum
Beispiel ein leitfahiges Fullmittel oder leitfahige
Metallpartikel, die beigegeben werden, um das Kle-
bemittel leitfdhig zu machen, nicht zur Verbesserung
der Klebekraft bei. Darum kann durch die Verwen-
dung eines nicht-leitfahigen Klebemittels, das aus
Harz oder dergleichen besteht und das keine Leitfa-
higkeitskomponente, wie zum Beispiel ein leitfahiges
Falimittel oder leitfahige Metallpartikel oder derglei-
chen, enthalt, eine héhere Klebkraft erhalten werden
als durch ein leitfahiges Klebemittel, das eine Leitfa-
higkeitskomponente enthalt. Als das nicht-leitfahige
Klebemittel kann zum Beispiel ein warmeausharten-
des Harz, wie zum Beispiel Epoxidharz, Phenolharz
oder dergleichen, verwendet werden.

[0137] Wie in Fig. 12 und Fig. 17 gezeigt, umfasst
der zweite metallische Anschlussabschnitt 140 zwei
Paare von zweiten Montagearmabschnitten 41a,
41b, 43a, 43b, welche die zweite Anschlusselektrode
24 des Chip-Kondensators 20 zwischen sich halten.

[0138] Wie in Fig. 17 gezeigt, sind an jeder gegen-
Uberliegenden Flache der zweiten Montagearmab-
schnitte 41a, 41b, 43a, 43b die zweiten Eingriffnah-
mevorspringe 42b, 44b ausgebildet. In Fig. 17 -

obgleich nicht zu sehen, da sie sich auf der Riickseite
von anderen Teilen befinden - sind die zweiten Ein-
griffnahmevorspriinge 42a, 44a auch an den zweiten
Montagearmabschnitten 41a, 43a ausgebildet, &hn-
lich den zweiten Montagearmabschnitten 41b, 43b.

[0139] Die zweiten Eingriffnahmevorspriinge 42a,
42b, 44a, 44b stehen mit den zweiten Umhillungsab-
schnitten 24c bis 24f der zweiten Anschlusselektrode
24 in Eingriff, und der zweite metallische Anschluss-
abschnitt 140 verhindert wirksam ein Ablésen der
zweiten Anschlusselektrode 24. Des Weiteren kann
durch Inkontaktbringen der zweiten Eingriffnahme-
vorspriinge 42a, 42b, 44a, 44b und der zweiten
Anschlusselektrode 24 die Leitfahigkeit zwischen
der zweiten Anschlusselektrode 24 und den zweiten
Montagearmabschnitten 41a, 43a sichergestellt wer-
den. Hinsichtlich der Form der zweiten Eingriffnah-
mevorspriinge 42a, 42b, 44a, 44b besteht keine
besondere Beschrankung auf die in Fig. 17 gezeigte
quadratische Pyramidenform, und es kann jede
beliebige Form verwendet werden, solange die zwei-
ten Umhdallungsabschnitte 24c bis 24f eine Eingriff-
nahme ausflihren kénnen, wie zum Beispiel eine
Dreieckspyramide, eine teilweise Kugelform, eine
quadratische Saulenform oder dergleichen.

[0140] Der zweite Stopperabschnitt 45 ist ungefahr
senkrecht mit Bezug auf die zweiten Montagearmab-
schnitte 41a, 41b oder dergleichen angeordnet, ahn-
lich dem ersten Stopperabschnitt 35, und ist der drit-
ten Seitenflache 20e des Chip-Kondensators 20
zugewandt. Der Effekt des zweiten Stopperab-
schnitts 45 ist ahnlich dem des ersten Stopperab-
schnitts 35 des ersten metallischen Anschlussab-
schnitts 130.

[0141] Im Folgenden wird das Herstellungsverfah-
ren flr den keramischen Kondensator 100 beschrie-
ben.

Das Herstellungsverfahren fir den Chip-
Kondensator 20

[0142] Das Herstellungsverfahren fir den kerami-
schen Kondensator 10 gemafR der ersten Ausfih-
rungsform wurde bereits beschrieben und wird
darum hier weggelassen.

Das Herstellungsverfahren fiir den ersten
metallischen Anschlussabschnitt 130 und den
zweiten metallischen Anschlussabschnitt 140

[0143] In dem ersten metallischen Anschlussab-
schnitt 130 und dem zweiten metallischen
Anschlussabschnitt 140 wird zuerst das metallische
Plattenmaterial 80 mit einer flachen Plattenform, wie
in Fig. 18(a) gezeigt, hergestellt. Es ist anzumerken,
dass der erste metallische Anschlussabschnitt 130
und der zweite metallische Anschlussabschnitt 140
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durch das gleiche Herstellungsverfahren hergestellt
werden koénnen; weshalb der zweite Anschlussab-
schnitt 140 als ein Beispiel zum Beschreiben verwen-
det wird.

[0144] Als nachstes wird durch mechanische Bear-
beitung des metallischen Plattenmaterials 80 der
Zwischenteil 182 erhalten (Fig. 18(b)). Fur das kon-
krete Bearbeitungsverfahren bestehen keine beson-
deren Einschrankungen, und zum Beispiel wird mit-
tels Druckverarbeitung und Schneidverarbeitung
oder dergleichen die Form des zweiten flachen Plat-
tenabschnitts 148, der zweiten Montagearmab-
schnitte 41a, 41b, 43a, 43b, der zweiten Eingriffnah-
mevorspriinge 42a, 42b, 44a, 44b, des zweiten Stop-
perabschnitts 45 und des zweiten Montageab-
schnitts 49 oder dergleichen ausgebildet.

[0145] Als nachstes wird auf der Oberflache der Zwi-
schenteile 182 durch Ausbilden der metallischen
Bedeckung 84 durch Beschichtung der zweite metal-
lische Anschlussabschnitt 140 ausgebildet (Fig. 18
(c)). Wahrend der Beschichtungsbehandlung wird
durch Ausfiihren der Resistbehandlung an der Mon-
tageabschnitt-Oberseite 49b des zweiten Montage-
abschnitts 49 und dem Verbindungsabschnitt 48c
des zweiten flachen Plattenabschnitts 148 verhin-
dert, dass die an der Montage-Oberseite 49b und
der Verbindungsabschnitt 49a anhaftet. Dadurch
kann die Benetzbarkeit der Montageabschnitt-Ober-
seite 49b und der Montageabschnitt-Unterseite 49a
gegen das Lot unterschiedlich gestaltet werden, und
auch die Klebefahigkeit gegeniiber dem Klebemittel
des Verbindungsabschnitts 48c weiter verstarkt wer-
den im Vergleich zu den metallbeschichteten zweiten
Eingriffnahmevorspriingen 42a, 42b, 44a, 44b. Es ist
anzumerken, dass nach dem Ausbilden der metalli-
schen Bedeckung 84 durch Ausfiihren der Beschich-
tung auf dem gesamten Zwischenteil 182 die an der
Montageabschnitt-Oberseite 49b und dem Verbin-
dungsabschnitt 48c gebildete metallische Beschich-
tung durch Laserablation oder dergleichen entfernt
werden kann, so dass der gleiche Unterschied
erreicht werden kann.

Die Montage des keramischen Kondensators 100

[0146] Zwei Chip-Kondensatoren 20, die in der oben
erwdhnten Weise erhalten werden, werden herge-
stellt, und wahrend sie wie in Fig. 12 gezeigt gehal-
ten werden, werden der erste metallische Anschluss-
abschnitt 130 und der zweite metallische Anschluss-
abschnitt 140 an der ersten Anschlusselektrode 22
bzw. der zweiten Anschlusselektrode 24 angebracht;
dadurch wird der keramische Kondensator 100
erhalten. Vor dem Anbringen an dem Chip-Konden-
sator 20, wie in Fig. 18(d) gezeigt, werden die Ver-
bindungsabschnitte 38c, 48c jedes metallischen
Anschlussabschnitts 130, 140 jeweils zuvor mit dem
Klebemittel 92a bestrichen, die nach dem Aushéarten

der erste Klebemittelverbindungsabschnitt 90 und
der zweite Klebemittelverbindungsabschnitt 92 wer-
den. Als nachstes werden die Endflachen 20a, 20b
des Chip-Kondensators 20 und die flachen Platten-
abschnitte 138, 148 der metallischen Anschlussab-
schnitte 130, 140 naher zueinander gebracht,
wodurch die Anschlusselektroden 22, 24 zwischen
ein Paar der Montagearmabschnitte 31a, 31b, 413,
41b oder dergleichen eingebettet werden.

[0147] In dem Fall, dass das Klebemittel 92a ein
warmeaushartendes Klebemittel ist, werden nach
dem Anbringen der ersten und zweiten metallischen
Anschlussabschnitte 130, 140 an dem Chip-Konden-
sator 20 durch Aushéarten des Klebemittels 92a durch
Ausfiihren einer Warmebehandlung bei einer vorge-
gebenen Temperatur der erste Klebemittelverbin-
dungsabschnitt 90 und der zweite Klebemittelverbin-
dungsabschnitt 92 ausgebildet. Es ist anzumerken,
dass entsprechend den Erfordernissen die Umhdil-
lungsabschnitte 22c bis 22f, 24c bis 24f der
Anschlusselektroden 22, 24 und die damit im Eingriff
stehenden Eingriffnahmevorspriinge 42a, 42b, 44a,
44b verschweillt werden koénnen, indem man die
Metallbeschichtung schmilzt, die auf mindestens
einer Oberflache ausgebildet ist.

[0148] Somit umfassen in dem keramischen Kon-
densator 100 der erste und der zweite metallische
Anschlussabschnitt 130, 140 die Montagearmab-
schnitte 31a, 31b, 33a, 33b, 41a, 41b, 43a, 43b,
und die Umhdillungsabschnitte 22¢ bis 22f, 24c¢ bis
24f der Anschlusselektroden 22, 24 des Chip-Kon-
densators 20 werden durch Anordnen dazwischen
gehalten. Darum kann der keramische Kondensator
100 auf einfache Weise zusammengebaut werden,
und die Herstellung ist einfach. Des Weiteren besteht
selbst bei Verwendung in einer Hochtemperaturum-
gebung oder in einer Umgebung mit groflen Tempe-
raturunterschieden fir den keramischen Kondensa-
tor 100 keine Gefahr des Brechens der Bindung zwi-
schen dem Chip-Kondensator 20 und den metalli-
schen Anschlussabschnitten 130, 140 aufgrund der
unterschiedlichen = Warmeausdehnungsrate zwi-
schen dem Bondungsmaterial und den metallischen
Anschlussabschnitten 130, 140, im Gegensatz zum
Stand der Technik, wo Lot oder dergleichen als das
Bondungsmaterial verwendet wird.

[0149] Des Weiteren gewahrleistet der keramische
Kondensator 100 eine gute Leitfahigkeit zwischen
dem Chip-Kondensator 20 und den metallischen
Anschlussabschnitten 130, 140 durch Halten des
Chip-Kondensators 20 mit den Montagearmab-
schnitten 31a, 31b, 41a, 41b oder dergleichen, wah-
rend andererseits die mechanische Bondung zwi-
schen dem Chip-Kondensator 20 und den metalli-
schen Anschlussabschnitten 130, 140 durch die Kle-
bemittelverbindungsabschnitte 90, 92, die die End-
flachen 20a, 20b des Chip-Kondensators 20 und
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den flachen Plattenabschnitt der metallischen
Anschlussabschnitte 130, 140 verbinden, verstarkt
wird. Darum besitzt der keramische Kondensator
100 eine gute Zuverlassigkeit sowohl elektrisch als
auch strukturell gegen von auf3en einwirkende Ver-
formungs- und StoRkrafte. Des Weiteren kann der
keramische Kondensator 100 das Phdnomen unter-
driicken, dass Vibrationen, die durch Elektrostriktion
verursacht werden, die durch den Chip-Kondensator
20 erzeugt wird, Uber die metallischen Anschlussab-
schnitte 130, 140 auf das Montagesubstrat lbertra-
gen werden, wie man es im Stand der Technik findet,
wo der Chip-Kondensator und die Anschlisse durch
Lot oder dergleichen verbunden werden; und kann
das Quietschgerausch verhindert werden, das beim
Ansteuern des keramischen Kondensators 100 ent-
steht. Es ist anzumerken, dass in dem keramischen
Kondensator 100 gemaR der achten Ausfiihrungs-
form der gleiche Vorsprung wie der Eingriffnahme-
vorsprung 42a der Montagearmabschnitte 31a, 41a
an den Stopperabschnitten 35, 45 ausgebildet wird;
jedoch kann, wie in Fig. 32 gezeigt, der Vorsprung an
dem Stopperabschnitt 35, 45 auch weggelassen
werden.

Die neunte Ausfiihrungsform

[0150] Fig. 19 ist eine schematische perspektivi-
sche Ansicht, die den keramischen Kondensator
210 gemal der neunten Ausfiihrungsform der vorlie-
genden Ausfihrungsform zeigt. Der keramische
Kondensator 210 umfasst zwei Chip-Kondensatoren
und den ersten metallischen Anschlussabschnitt 230
und den zweiten metallischen Anschlussabschnitt
240, die an dem Chip-Kondensator 20 angebracht
sind. Es ist anzumerken, dass bei der Erlduterung
jeder Ausfiihrungsform der keramische Kondensator
mit den metallischen Anschlussabschnitten 230,
240, die an dem Chip-Kondensator 20 angebracht
sind, als ein Beispiel verwendet wird, doch die kera-
mische elektronische Komponente der vorliegenden
Erfindung ist nicht darauf beschrankt; vielmehr kén-
nen die metallischen Anschlussabschnitte 230, 240
auch an einer anderen Chipkomponente als einem
Kondensator angebracht werden. Es ist anzumer-
ken, dass fir die Erlauterung des keramischen Kon-
densators 210, wie in Fig. 19 gezeigt, die X-Achsen-
richtung die Richtung ist, welche die erste Endflache
20a und die zweite Endflache 20b des Chip-Konden-
sators 20 verbindet, die Y-Achsenrichtung die Rich-
tung ist, welche die erste Seitenflache 20c und die
zweite Seitenflache 20d verbindet, und die Z-Ach-
senrichtung die Richtung ist, welche die dritte End-
flache 20e und die vierte Seitenflache 20f verbindet.

[0151] Die Struktur des Chip-Kondensators 20, der
in dem keramischen Kondensator 210 gemaf der
neunten Ausfiihrungsform enthalten ist, ist die glei-
che wie die des Chip-Kondensators 20, der in dem
keramischen Kondensator 10 gemaf der ersten Aus-

fuhrungsform enthalten ist (siehe Fig. 7). Form und
Grole des Chip-Kondensators 20 kdnnen in Abhan-
gigkeit vom Zweck und der Nutzung entsprechend
festgelegt werden. Wenn im Fall des keramischen
Kondensators 210 gemaf der neunten Ausfiihrungs-
form der Chip-Kondensator 20 eine rechteckige
Parallelflachform hat, so betragt gewohnlich seine
Lange 0,6 bis 5,6 mm, bevorzugt 3,2 bis 5,6 mm x
Breite 0,3 bis 5,0 mm, bevorzugt 1,6 bis 5,0 mm x
Dicke 0,1 bis 1,9 mm, bevorzugt 1,6 bis 5,6 mm
oder dergleichen.

[0152] Wiein Fig. 19 und Fig. 7 gezeigt, ist die erste
Anschlusselektrode 22 des Chip-Kondensators 20
so ausgebildet, dass sie sich von der ersten Endfla-
che 20a aus um die Seitenflachen 20c bis 20f herum
legt. Darum umfasst die erste Anschlusselektrode 22
den Teil, der an der ersten Endflache 20a angeord-
net ist, und den Teil, der an der ersten Seitenflache
20c bis vierten Seitenflache 20f angeordnet ist (siehe
Fig. 19 bis Fig. 23).

[0153] Des Weiteren ist die zweite Anschlusselekt-
rode 24 des Chip-Kondensators 20 so ausgebildet,
dass sie sich um andere Teile der Seitenflachen
20c bis 20f von der zweiten Endflache 20b aus
herum legt (andere Teile als die Teile, um die sich
die erste Anschlusselektrode 22 herum legt). Darum
umfasst die zweite Anschlusselektrode 24 den Teil,
der an der zweiten Endflache 20b angeordnet ist,
und den Teil, der an der ersten Seitenflache 20c bis
vierten Seitenflache 20f angeordnet ist (siehe Fig. 19
bis Fig. 23). Des Weiteren werden in der ersten Sei-
tenflache 20c bis vierten Seitenflache 20f die erste
Anschlusselektrode 22 und die zweite Anschlusse-
lektrode 24 ausgebildet, indem sie einen vorgegebe-
nen Raum einnehmen.

[0154] Wie in Fig. 19 gezeigt, sind der erste metal-
lische Anschlussabschnitt 230 und der zweite metal-
lische Anschlussabschnitt 240 an beiden Endab-
schnitten des Chip-Kondensators 20 angebracht,
und zwei Chip-Kondensatoren 20 werden durch die
metallischen Anschlussabschnitte 230, 240 gestutzt,
wahrend sie Ubereinander gelegt sind. Der erste
metallische Anschlussabschnitt 230 umfasst den
ersten flachen Plattenabschnitt 238, die ersten Mon-
tagearmabschnitte 231, 233 und den Stopperab-
schnitt 235, die mit dem ersten flachen Plattenab-
schnitt 238 verbunden sind, und den ersten Monta-
geabschnitt 239, der mit demselben ersten flachen
Plattenabschnitt 238 verbunden ist (siehe Fig. 19
bis Fig. 23) .

[0155] Der erste flache Plattenabschnitt 238 des
ersten metallischen Anschlussabschnitts 230 ist der
ersten Endflache 20a des Chip-Kondensators 20
zugewandt.
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[0156] Des Weiteren sind die erste Endflache 20a
und der erste flache Plattenabschnitt 238 durch den
ersten Klebemittelverbindungsabschnitt 290 verbun-
den. Wie durch Fig. 21 und Fig. 22 gezeigt, verbindet
der erste Klebemittelverbindungsabschnitt 290 den
Mittelteil der ersten Endflache 20a des Chip-Konden-
sators 20 und den ihr zugewandten Verbindungsab-
schnitt 238c des ersten flachen Plattenabschnitts
238; jedoch ist die Form des ersten Klebemittelver-
bindungsabschnitts 290 nicht darauf beschrankt.
Zum Beispiel kdnnen mehrere erste Klebemittelver-
bindungsabschnitte 290 gebildet werden, so dass
der duere Umfangsrand der ersten Endflache 20a
und der ihr zugewandte erste flache Plattenabschnitt
238 verbunden werden. Des Weiteren wird an dem
Verbindungsabschnitt 238c mit dem ersten Klebemit-
telverbindungsabschnitt 290 des ersten flachen Plat-
tenabschnitts 238 der Bereich mit héherer Klebkraft
gegeniiber dem Klebemittel, das den ersten Klebe-
mittelverbindungsabschnitt 290 bildet, im Vergleich
zu anderen Teilen des ersten metallischen Anschlus-
sabschnitts 230 ausgebildet. Es ist anzumerken,
dass der Verbindungsabschnitt 238c dhnlich aufge-
baut ist wie der Verbindungsabschnitt 248c des zwei-
ten metallischen Anschlussabschnitts 240 (siehe
Fig. 24).

[0157] Der erste metallische Anschlussabschnitt
230 umfasst zwei Paare der ersten Montagearmab-
schnitte 231, 233, welche die Seitenflachen 20c¢, 20d
jedes Chip-Kondensators 20 dazwischen halten. Ein
Paar des ersten Montagearmabschnitts 231 halt ein
Paar der Seitenflachen 20c, 20d der Oberseite des
Chip-Kondensators 20 zwischen sich. Des Weiteren
halt ein anderes Paar von ersten Montagearmab-
schnitten 233 ein Paar der Seitenflachen 20c, 20d
der Unterseite des Chip-Kondensators 20 zwischen
sich (siehe Fig. 21).

[0158] Die ersten Montagearmabschnitte 231, 233
sind den Seitenflachen 20c, 20d, die von den Seiten-
flachen 20c bis 20f des Chip-Kondensators 20 unge-
fahr senkrecht zu dem ersten Montageabschnitt 239
angeordnet sind, zugewandt (siehe Fig. 21) .

[0159] An der ersten Arm-Innenflache 231a, die
dem Chip-Kondensator 20 der ersten Montagear-
mabschnitte 231, 233 zugewandt ist, sind mehrere
erste innenseitig konvexe Abschnitte, die in Richtung
des Chip-Kondensators 20 hervorstehen, ausgebil-
det, und mindestens ein Teil der mehreren ersten
innenseitig konvexen Abschnitte nimmt die erste
Anschlusselektrode 22 in Eingriff. Des Weiteren
sind an der ersten Arm-Aufienflache 231b, die die
Flache gegeniiber der ersten Arm-Innenflache der
ersten Montagearmabschnitte 231, 233 ist, mehrere
der ersten auBenseitigen konvexen Abschnitte, die in
der entgegengesetzten Richtung von dem Chip-Kon-
densator 20 hervorstehen, ausgebildet (zur ersten

Arm-Innenflache 213a und ersten Arm-Auf3enflache
231b siehe Fig. 22).

[0160] Es ist anzumerken, dass der erste metalli-
sche Anschlussabschnitt 230 symmetrisch mit dem
zweiten metallischen Anschlussabschnitt 240 gegen
den Chip-Kondensator 20 angeordnet ist; jedoch ist
die Form die gleiche wie die des zweiten metalli-
schen Anschlussabschnitts 240. Darum erfolgt die
detaillierte Beschreibung des Verbindungsabschnitts
238c des ersten flachen Plattenabschnitts 238 oder
der ersten Montagearmabschnitte 231, 233, die mit
dem ersten innenseitig konvexen Abschnitt und dem
ersten aullenseitigen konvexen Abschnitt ausgebil-
det sind, anhand des zweiten flachen Plattenab-
schnitts 248 und der zweiten Montagearmabschnitte
241, 243 des zweiten metallischen Anschlussab-
schnitts 240, und auf die Erlauterung des ersten
metallischen Anschlussabschnitts 230 wird verzich-
tet.

[0161] Der erste Stopperabschnitt 235 ist ungefahr
senkrecht zu den ersten Montagearmabschnitten
231, 233 angeordnet und ist der dritten Seitenflache
20e des Chip-Kondensators 20 zugewandt. Des
Weiteren kann an den ersten Stopperabschnitten
235 die gleiche konvexe und konkave Form wie an
dem ersten Montagearmabschnitt 231 ausgebildet
werden. Der erste Stopperabschnitt 235 bildet kein
Paar, wie zum Beispiel die ersten Montagearmab-
schnitte 231, 233, und kann nicht den Chip-Konden-
sator halten; jedoch kann bei der Montage des Chip--
Kondensators 20 und des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 230 die Positionierung auf ein-
fache Weise durch Inkontaktbringen des ersten
Stopperabschnitts 235 und der dritten Seitenflache
20e ausgeflhrt werden.

[0162] Wie in Fig. 19 und Fig. 20 gezeigt, erstreckt
sich der erste Montageabschnitt 239 des ersten
metallischen Anschlussabschnitts 230 ungefahr
parallel zu der vierten Seitenflache 20f des Chip--
Kondensators 20. Des Weiteren ist der erste Monta-
geabschnitt 239 so angeordnet, dass er den vorge-
gebenen Raum von der vierten Seitenflache 20f der
Unterseite des Chip-Kondensators 20 aus einnimmt.
Der erste Montageabschnitt 239 ist ein Teil, das mit-
tels Lot oder dergleichen an das Substrat gebondet
wird, wenn der keramische Kondensator 210 an das
Substrat oder dergleichen montiert wird, und die
Montageabschnitt-Unterseite 239a ist die Oberflache
des ersten Montageabschnitts 239, die der Seite des
Chip-Kondensators 20 gegeniberliegt (siehe
Fig. 20), ist so angeordnet, dass sie dem Substrat,
das der zu montierende Gegenstand ist, zugewandt
ist. Die Montageabschnitt-Oberseite 239b, die die
Oberflache des ersten Montageabschnitts 239 ist,
die der Seite des Chip-Kondensators 20 zugewandt
ist, besitzt bevorzugt eine geringere Benetzbarkeit
gegen das Lot als die Montageabschnitt-Unterseite
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239a, um zu verhindern, dass sich das Lot zu weit
umhillt, wenn der Chip-Kondensator 20 an das Sub-
strat montiert wird.

[0163] Der zweite metallische Anschlussabschnitt
240 umfasst den zweiten flachen Plattenabschnitt
248, den zweiten Montagearmabschnitt 241, 243
und den zweiten Stopperabschnitt 245, die mit dem
zweiten flachen Plattenabschnitt 248 verbunden
sind, und den zweiten Montageabschnitt 249, der
mit dem zweiten flachen Plattenabschnitt 248 ver-
bunden ist. Der zweite flache Plattenabschnitt 248
des zweiten metallischen Anschlussabschnitts 240
ist der zweiten Endflache 20b des Chip-Kondensa-
tors 20 zugewandt.

[0164] Fig. 24 ist eine perspektivische Ansicht, die
den zweiten metallischen Anschlussabschnitt 240
zeigt. Wie in Fig. 24 gezeigt, ist an dem zweiten fla-
chen Plattenabschnitt 248 der zweite Vorsprungsab-
schnitt 248b ausgebildet. Der zweite Vorsprungsab-
schnitt 248b steht mit der zweiten Endflache 20b des
Chip-Kondensators 20 in Kontakt, indem er in Rich-
tung der zweiten Endflache 20b hervorsteht. Der
zweite Vorsprungsabschnitt 248b hat den Effekt, die
Ubertragung von Vibrationen des Chip-Kondensa-
tors 20 auf den zweiten metallischen Anschlussab-
schnitt 240 zu unterdrtcken.

[0165] Ahnlich dem ersten metallischen Anschluss-
abschnitt 230 sind der zweite flache Plattenabschnitt
248 des zweiten metallischen Anschlussabschnitts
240 und die zweite Endflache 20b des Chip-Konden-
sators 20 durch den zweiten Klebemittelverbin-
dungsabschnitt 292 verbunden (siehe Fig. 22). Wie
in Fig. 24 gezeigt, kann an dem Verbindungsab-
schnitt 248c des zweiten flachen Plattenabschnitts
248 mit dem zweiten Klebemittelverbindungsab-
schnitt 292 zum Beispiel eine Oberflachenbehand-
lung, wie zum Beispiel zum Entfernen der metalli-
schen Beschichtung, ausgefiihrt werden, wodurch
ein Bereich mit hoherer Klebkraft gegeniiber dem
Klebemittel, das den zweiten Klebemittelverbin-
dungsabschnitt 292 bildet, in Bezug auf andere
Abschnitte (zum Beispiel den zweiten innenseitig
konvexen Abschnitt 243aa) des zweiten metallischen
Anschlussabschnitts 240, der mit der metallischen
Beschichtung versehen ist, ausgebildet wird. Fur
das Klebemittel, das den ersten Klebemittelverbin-
dungsabschnitt 290 und den zweiten Klebemittelver-
bindungsabschnitt 292 darstellt, bestehen keine
besonderen Einschrankungen; um jedoch die Adha-
sion zwischen dem Chip-Kondensator 20 und den
metallischen Anschlussabschnitten 230, 240 zu ver-
starken, ist ein nicht-leitfahiges Klebemittel bevor-
zugt. Im Allgemeinen tragt die Leitfahigkeitskompo-
nente, wie zum Beispiel ein leitfahiges Fullmittel
oder leitfahige Metallpartikel, die beigegeben wer-
den, um das Klebemittel leitfahig zu machen, nicht
zur Verbesserung der Klebekraft bei. Darum kann

durch die Verwendung eines nicht-leitfahigen Klebe-
mittels, das aus Harz oder dergleichen besteht und
das keine Leitfahigkeitskomponente, wie zum Bei-
spiel ein leitfahiges Fullmittel oder leitfahige Metall-
partikel oder dergleichen, enthalt, eine héhere Kleb-
kraft erhalten werden als durch ein leitfahiges Klebe-
mittel, das eine Leitfahigkeitskomponente enthalt.
Als das nicht-leitfahige Klebemittel kann zum Bei-
spiel ein warmeaushéartendes Harz, wie zum Beispiel
Epoxidharz, Phenolharz oder dergleichen, verwen-
det werden.

[0166] Wie in Fig. 19 und Fig. 24 gezeigt, umfasst
der zweite metallische Anschlussabschnitt 240 zwei
Paare der zweiten Montagearmabschnitte 241, 243,
die jeweils die Seitenflachen 20c, 20d des Chip-Kon-
densators zwischen sich halten. Ein Paar des zwei-
ten Montagearmabschnitts 241 halt ein Paar der Sei-
tenflachen 20c, 20d der Oberseite des Chip-Konden-
sators zwischen sich. Des Weiteren halt ein weiteres
Paar der zweiten Montagearmabschnitte 243 ein
Paar der Seitenflachen 20c, 20d der Unterseite des
Chip-Kondensators 20 zwischen sich (siehe Fig. 22
und Fig. 23).

[0167] Die zweiten Montagearmabschnitte 241, 243
sind den Seitenflachen 20c, 20d, die von den Seiten-
flachen 20c bis 20f des Chip-Kondensators 20 unge-
fahr senkrecht zu dem zweiten Montageabschnitt
249 angeordnet sind, zugewandt (siehe Fig. 22) .

[0168] Wie in Fig. 24 gezeigt, sind an der zweiten
Arm-Innenflache 241a, 243a der zweiten Montagear-
mabschnitte 241, 243 die dem Chip-Kondensator 20
zugewandst ist, mehrere zweite innenseitig konvexe
Abschnitte 241aa, 243aa, die in Richtung des Chip--
Kondensators 20 hervorstehen, ausgebildet, und
mindestens ein Teil der mehreren der zweiten innen-
seitig konvexen Abschnitte 241aa, 243aa steht mit
der zweiten Anschlusselekirode 24 im Eingriff
(siehe Fig. 29). Des Weiteren sind an den zweiten
Arm-AuRenflachen 241b, 243b, die die Flache der
gegeniberliegenden Seite der zweiten Arm-Innenfla-
che 241a, 243a der zweiten Montagearmabschnitte
241, 243 sind, mehrere zweite aulienseitige konvexe
Abschnitte 241ba, 243ba, die in der dem Chip-Kon-
densator 20 entgegengesetzten Richtung hervorste-
hen, ausgebildet.

[0169] Mindestens ein Teil der zweiten innenseitig
konvexen Abschnitte 241aa, 243aa steht mit dem
Teil, der sich um die Seitenflaichen 20c, 20d des
Chip-Kondensators 20 unter den zweiten Anschlus-
selektroden 24 herum legt, im Eingriff, wodurch ver-
hindert wird, dass der zweite metallische Anschluss-
abschnitt 240 von der zweiten Anschlusselektrode
24 abfallt, und aullerdem ermdglicht wird, die Leitfa-
higkeit zwischen der zweiten Anschlusselektrode 24
und den zweiten Montagearmabschnitten 241, 243
sicherzustellen. Fur die Form der zweiten innenseitig
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konvexen Abschnitte 241aa, 243aa bestehen keine
besonderen Einschréankungen, solange es eine
Form ist, die die Seitenflachen 20c, 20d des Chip--
Kondensators 20 in Eingriff nehmen kann, wie zum
Beispiel eine quadratische Pyramide, eine Dreiecks-
pyramide, eine teilweise Kugelform, eine quadrati-
sche Saulenform oder dergleichen. Des Weiteren
ist in dem in Fig. 24 gezeigten Beispiel die Hohe
des Vorsprungs der zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte 241aa, 243aa konstant; jedoch ist die
Vorsprunghthe des zweiten innenseitig konvexen
Abschnitts 241aa, 243aa nicht darauf beschrankt,
und sie kann in Abhangigkeit von der Oberflachen-
form der einander zugewandten Seitenflachen 20c,
20d des Chip-Kondensators 20 geandert werden.
Zum Beispiel kann der zweite innenseitig konvexe
Abschnitt 241aa, 243aa, der die Vorsprunghéhe ent-
lang der R-Form des Eckteils des Chip-Kondensa-
tors 20 andert, an der zweiten Arm-Innenflache aus-
gebildet werden.

[0170] Fig. 29 ist ein teilweiser Querschnitt, der die
nahere Umgebung des zweiten Montagearmab-
schnitts 241 vergrofert. Wie in Fig. 29 gezeigt, befin-
det sich auf der Rickseite des Teils, wo der zweite
innenseitig konvexe Abschnitt 241aa der zweiten
Arm-Innenflache 241a ausgebildet ist, ein zweiter
aulerer konkaver Abschnitt 241bb, der an der zwei-
ten Arm-Auenflache 241b vertieft ist; und auf der
Rickseite des Teils, wo der zweite aulRenseitige kon-
vexe Abschnitt 241ba an der zweiten Arm-Aul3enfla-
che 241b ausgebildet ist, befindet sich ein zweiter
innenseitig konkaver Abschnitt 241ab, der an der
zweiten Arm-Innenflache 241a vertieft ist. Darum
sind, wie in Fig. 24 gezeigt, an der zweiten Arm-In-
nenflaiche 241a und der zweiten Arm-Auf3enflache
241b die konvexe und konkave Form, die die konve-
xen Abschnitte 241aa, 241ba und die konkaven
Abschnitte 241ab, 241bb sind, ausgebildet. Des Wei-
teren sind an der zweiten Arm-Innenflache 241a und
der zweiten Arm-Aullenfliche 241b, die in einer
Rickseite-Vorderseite-Beziehung stehen, die kon-
vexen Abschnitte 241aa, 241ba und die konkaven
Abschnitte 241ab, 241bb umgekehrt angeordnet.
Beim zweiten Montagearmabschnitt 243 ist es das
gleiche wie beim zweiten Montagearmabschnitt 241.

[0171] Fig. 30 ist eine Konzeptfigur, die die Anord-
nung der innenseitig konvexen Abschnitte 241aa,
231aa der zweiten Arm-Innenflache 241a (Fig. 30
(a)) und der ersten Arm-Innenflache 231a beschreibt
(Fig. 30(b)). Wie in Fig. 30(a) gezeigt, sind an der
zweiten Arm-Innenflache 241a die zweiten konvexen
Ausrichtungsabschnitte 242a, 242b, die durch meh-
rere der zweiten innenseitig konvexen Abschnitte
241aa gebildet werden, entlang der fiinften Richtung
(Z-Achsenrichtung) ausgerichtet , die die Richtung
senkrecht zu der vierten Richtung (Y-Achsenrich-
tung) ist, die die Beschichtungs-Richtung des zwei-
ten Montagearmabschnitts 241 und der ersten Rich-

tung (X-Achsenrichtung) der Richtung zu der zweiten
Endflache 20b von der ersten Endflache 20a des
Chip-Kondensators 20 aus ist. An der zweiten
Arm-Innenflédche 241a sind der zweite konvexe Aus-
richtungsabschnitt 242a und der zweite konvexe
Ausrichtungsabschnitt 242b abwechselnd entlang
der ersten Richtung (X-Achsenrichtung) ausgebildet,
und es sind jeweils zwei Reihen des zweiten konve-
xen Ausrichtungsabschnitts 242a und des zweiten
konvexen Ausrichtungsabschnitts 242b ausgebildet,
so dass insgesamt vier Reihen ausgebildet sind.

[0172] An der zweiten Arm-Innenflache 241a haben
die zweiten innenseitig konvexen Abschnitte 241aa,
die in dem zweiten konvexen Ausrichtungsabschnitt
242a enthalten sind, eine verschobene Position in
der funften Richtung (Z-Achsenrichtung) mit Bezug
auf die zweiten innenseitig konvexen Abschnitte
241aa, die in dem benachbarten zweiten konvexen
Ausrichtungsabschnitt 242b enthalten sind. Falls die
zweiten innenseitig konvexen Abschnitte 241aa
durch Pressen ausgebildet werden, ist es durch Aus-
bilden der zweiten innenseitig konvexen Abschnitte
241aa durch Verschieben der Position der flinften
Richtung mdglich, viele zweite innenseitig konvexe
Abschnitte 241aa in dem vorgegebenen Bereich
anzuordnen. Die Anzahl der innenseitig konvexen
Abschnitte 241aa, der Abstand zwischen den zwei-
ten innenseitig konvexen Abschnitten 241aa, die
nebeneinander liegen, und der Abstand zwischen
den zweiten konvexen Ausrichtungsabschnitten
242a und dem zweiten konvexen Ausrichtungsab-
schnitt 242b, die nebeneinander liegen, werden
zweckmafig in Abhangigkeit von der Form oder des
Gewichts des Chip-Kondensators 20, des Materials
und der Form des zweiten metallischen Anschlus-
sabschnitts 240 gesteuert. Wenn zum Beispiel der
Chip-Kondensator 20 eine Lange (X-Richtung) von
0,6 bis 7,5 mm hat, so kann der Abstand D2 zwi-
schen dem zweiten konvexen Ausrichtungsabschnitt
242a und dem zweiten konvexen Ausrichtungsab-
schnitt 242b, die nebeneinander liegen, 0,05 bis 0,8
mm oder dergleichen betragen.

[0173] Wie in Fig. 30(b) gezeigt, sind an der ersten
Arm-Innenflache 231a, ahnlich der zweiten Arm-In-
nenflache 241a, die ersten konvexen Ausrichtungs-
abschnitte 232a, 232b durch Ausrichten mehrerer
der ersten innenseitig konvexen Abschnitte 231aa
entlang der dritten Richtung (Z-Achsenrichtung) aus-
gebildet, die die Richtung senkrecht zu der zweiten
Richtung ist, die die Schichtungs-Richtung des ers-
ten Montagearmabschnitts 231 und der ersten Rich-
tung (X-Achsenrichtung) ist. An der ersten Arm-In-
nenflache 231a, adhnlich der zweiten Arm-Innenfla-
che 241a, sind der erste konvexe Ausrichtungsab-
schnitt 232a und der erste konvexe Ausrichtungsab-
schnitt 232b abwechselnd entlang der ersten Rich-
tung (X-Achsenrichtung) ausgebildet, und es sind
jeweils zwei Reihen des ersten konvexen Ausrich-
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tungsabschnitts 232a und des ersten konvexen Aus-
richtungsabschnitts 232b ausgebildet, so dass insge-
samt 4 Reihen ausgebildet sind. Des Weiteren hat an
der ersten Arm-Innenflache 231a der erste innensei-
tig konvexe Abschnitt 231aa, der in dem ersten kon-
vexen Ausrichtungsabschnitt 232a enthalten ist, eine
verschobene Position der dritten Richtung (Z-Ach-
senrichtung) mit Bezug auf den ersten innenseitig
konvexen Abschnitt 231a, der in dem benachbarten
ersten konvexen Ausrichtungsabschnitt 232b enthal-
ten ist, der auch der gleiche wie die zweite Arm-In-
nenflache 241 ist. Die Anzahl des ersten innenseitig
konvexen Abschnitte 231aa, der Abstand zwischen
den ersten innenseitig konvexen Abschnitten
231aa, die nebeneinander liegen, der Abstand zwi-
schen dem ersten konvexen Ausrichtungsabschnitt
232a und dem benachbarten ersten innenseitig kon-
vexen Ausrichtungsabschnitt 232b oder dergleichen
sind die gleichen wie die zweite Arm-Innenflache
241a.

[0174] Fig. 28 ist ein Querschnitt des zweiten metal-
lischen Anschlussabschnitts 240, und es ist ein
Querschnitt, der an der zweiten Arm-Innenflache
241a des zweiten Montagearmabschnitts 241 ausge-
bildet ist und durch die zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte 241aa hindurch verlauft, die einander
zugewandt sind. Wenn sich der zweite metallische
Anschlussabschnitt 240 in einem freiem Zustand
befindet (der Zustand, in dem der Chip-Kondensator
nicht gehalten wird), so ist der Abstand W3 von der
Oberseite des zweiten innenseitig konvexen
Abschnitts 241aa von der Oberseite des zweiten
innenseitig Abschnitts 241aa, die wenigstens teil-
weise einander zugewandt sind, schmaler als der
Abstand W1 von der ersten Seitenflache 20c zu der
zweiten Seitenfliche 20d des Chip-Kondensators
20. Wenn also, wie in Fig. 19 gezeigt, die zweite
Anschlusselektrode 24 des Chip-Kondensators 20
zwischen ein Paar der zweiten Montagearmab-
schnitte 241 eingeschoben wird, so verformt sich
der zweite metallische Anschlussabschnitt 240 elas-
tisch, und der zweite metallische Anschlussabschnitt
240 kann die zweite Anschlusselektrode 24 zwi-
schen dem zweiten Montagearmabschnitt 241 hal-
ten, der dem zweiten metallischen Anschlussab-
schnitt 240 zugewandt ist.

[0175] Des Weiteren sind die Spitzenabschnitte
241c des zweiten Montagearmabschnitts 241 so
gebogen, dass sie voneinander beabstandet sind,
so dass die zweite Anschlusselektrode 24 sanft zwi-
schen die zweiten Montagearmabschnitte 241 einge-
schoben werden kann. In diesem Fall ist der Abstand
W2 zwischen den Spitzenabschnitten 241¢ der zwei-
ten Montagearmabschnitte 241, die einander zuge-
wandt sind, selbst wenn sich die zweiten metalli-
schen Anschlussabschnitte 240 in einem freiem
Zustand befinden, bevorzugt gréRer als der Abstand

W1 von der ersten Seitenflache 20c zu der zweiten
Seitenflache 20d des Chip-Kondensators 20.

[0176] Wie in Fig. 24 gezeigt, ist der zweite Stoppe-
rabschnitt 245 ungefahr senkrecht zu dem zweiten
Montagearmabschnitt 241 oder dergleichen ange-
ordnet, ahnlich dem ersten Stopperabschnitt 235,
und er ist der dritten Seitenflache 20e des Chip-Kon-
densators 20 zugewandt (siehe Fig. 19). An der
Oberflaiche des zweiten Stopperabschnitts 245
kann die konvexe und konkave Form ahnlich dem
zweiten Montagearmabschnitt 241 gebildet werden.
Der Effekt des zweiten Stopperabschnitts 245 ist der
gleiche wie der des ersten Stopperabschnitts 235
des ersten metallischen Anschlussabschnitts 230.

[0177] Im Folgenden wird das Herstellungsverfah-
ren flr den keramischen Kondensator 210 beschrie-
ben.

Das Herstellungsverfahren fir den Chip-
Kondensator 20

[0178] Das Herstellungsverfahren fir den kerami-
schen Kondensator 10 gemafR der ersten Ausfih-
rungsform wurde bereits beschrieben, so dass hier
darauf verzichtet wird.

[0179] Das Herstellungsverfahren fir den ersten
metallischen Anschlussabschnitt 230 und den zwei-
ten metallischen Anschlussabschnitt 240

[0180] Bei der Herstellung des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 230 und des zweiten metalli-
schen Anschlussabschnitt 240 wird zuerst das metal-
lische Plattenmaterial 280 des flachen Plattenmate-
rials, wie in Fig. 27(a) gezeigt, hergestellt. Fur das
Material des metallischen Plattenmaterials 280
bestehen keine besonderen Einschrankungen,
solange es ein metallisches Material mit einer Leitfa-
higkeit ist, und es kdnnen zum Beispiel Eisen, Nickel,
Kupfer, Silber oder dergleichen oder deren Legierun-
gen verwendet werden. Es ist anzumerken, dass der
erste metallische Anschlussabschnitt 230 und der
zweite metallische Anschlussabschnitt 240 mittels
des gleichen Herstellungsverfahrens erhalten wer-
den koénnen, weshalb der zweite metallische
Anschlussabschnitt 240 als ein Beispiel zum Erlau-
tern verwendet wird.

[0181] Als nachstes wird durch Ausfihren einer
mechanischen Bearbeitung des metallischen Plat-
tenmaterials 280 der Zwischenteil erhalten (Fig. 27
(b)). Fur das konkrete Bearbeitungsverfahren beste-
hen keine besonderen Einschrankungen, und zum
Beispiel werden mittels einer Pressverarbeitung,
einer Schneidverarbeitung oder dergleichen die For-
men der zweiten flachen Platte 248, des zweiten
Montagearmabschnitts 241, 243, des zweiten Stop-
perabschnitts 245, des zweiten Montageabschnitts
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249 oder dergleichen aus dem metallischen Platten-
material 280 gebildet. Des Weiteren bestehen fur das
Verfahren zum Ausbilden der konvexen und konka-
ven Form, wie zum Beispiel des zweiten innenseitig
konvexen Abschnitts 241aa, 243aa, des zweiten
innenseitig konkaven Abschnitts 241ab, 243ab, des
zweiten aullenseitigen konvexen Abschnitts 241ba,
243ba und des zweiten aullenseitigen konkaven
Abschnitts 241bb, 243bb (siehe Fig. 24) an der zwei-
ten Arm-Innenflache 241a, 243a und der zweiten
Arm-Aulenflache 241b, 243b keine besonderen Ein-
schrankungen; jedoch kdénnen sie durch eine Ober-
flachen-Aufrauungsbehandlung, wie zum Beispiel
Sandstrahlen, chemisches Atzen oder dergleichen,
oder eine Pressverarbeitung oder dergleichen gebil-
det werden. In der in Fig. 27 gezeigten Ausfihrungs-
form wird der Teil, der dem zweiten Montagearmab-
schnitt 241, 243 entspricht und der vor den konvexen
und konkaven Formen gebildet wird, durch Pressen
eines metallischen Formwerkzeugs mit der konve-
xen und der konkaven Form von der Innenflache
und der AulRenflache her ausgebildet.

[0182] Als nachstes wird auf der Oberflache des
Zwischenteils 282 der metallische Uberzug 284
durch Beschichten ausgebildet, wodurch der zweite
metallische Anschlussabschnitt 240 erhalten wird
(siehe Fig. 27(C)). Fir das Material, das fir die
Beschichtung verwendet wird, bestehen keine
besonderen Einschrankungen, es seien jedoch zum
Beispiel Ni, Sn, Cu oder dergleichen erwahnt. Des
Weiteren wird beim Ausfiihren der Beschichtungsbe-
handlung durch Ausfiihren einer Resistbehandlung
an der Montageabschnitt-Oberseite 249b des zwei-
ten Montageabschnitts 249 und dem Verbindungs-
abschnitt 248c des zweiten flachen Plattenabschnitts
248 verhindert, dass die Beschichtung an der Monta-
geabschnitt-Oberseite 249b und dem Verbindungs-
abschnitt 248c anhaftet. Dadurch kann die Benetz-
barkeit der Montageabschnitt-Oberseite 249b und
der Montageabschnitt-Unterseite 249a fir das Lot
unterschiedlich gestaltet werden, und auch die Kleb-
kraft gegenliiber dem Verbindungsabschnitt 248c
kann im Vergleich zu anderen Abschnitten erhdht
werden, wie zum Beispiel den zweiten innenseitig
konvexen Abschnitten 241aa, 243aa oder derglei-
chen, die mit einer metallischen Beschichtung tber-
zogen werden. Es ist anzumerken, dass nach dem
Ausbilden der metallischen Beschichtung 284 durch
Ausfihren der Beschichtungsbehandlung an den
gesamten Zwischenteilen die metallische Beschich-
tung, die an der Montageabschnitt-Oberseite 249b
und dem Verbindungsabschnitt 248c gebildet ist,
durch Laserablation oder dergleichen entfernt wer-
den kann, so dass der gleiche Unterschied erreicht
werden kann.

Die Montage des keramischen Kondensators 210

[0183] Zwei Chip-Kondensatoren 20, die in der oben
erwahnten Weise erhalten werden, werden herge-
stellt, und wahrend des Haltens, wie in Fig. 19
gezeigt, werden der erste metallische Anschlussab-
schnitt 230 und der zweite metallische Anschlussab-
schnitt 240 an der ersten Anschlusselektrode 22
bzw. der zweiten Anschlusselektrode 24 angebracht,
wodurch der keramische Kondensator 210 erhalten
wird. Vor dem Anbringen an dem Chip-Kondensator
20, wie in Fig. 27(d) gezeigt, werden die Verbin-
dungsabschnitte 238c, 248c jedes metallischen
Anschlussabschnitts 230, 240 zuvor mit dem Klebe-
mittel 292a bestrichen, das nach dem Ausharten zu
dem ersten Klebemittelverbindungsabschnitt 290
und dem zweiten Klebemittelverbindungsabschnitt
292 wird. Wie in Fig. 28 gezeigt, wird die Spitze
(der Spitzenabschnitt 241c) jedes Montagearmab-
schnitts der metallischen Anschlussabschnitte 230
und 240 so gebogen, dass sie voneinander beab-
standet sind, so dass einfach durch Auseinanderbie-
gen jeder Endflache 20a und 20b des Chip-Konden-
sators 20 und der flachen Plattenabschnitte 238 und
248 der metallischen Anschlussabschnitte 230 und
240 die Anschlusselektroden 22 und 24 zwischen
dem Paar Montagearmabschnitte 231, 233, 241,
243 eingebettet werden kénnen.

[0184] Falls das Klebemittel 292a ein warmeaushar-
tendes Harz ist, werden nach dem Anbringen des
ersten und des zweiten metallischen Anschlussab-
schnitts 230, 240 an dem Chip-Kondensator 20
durch Ausharten des Klebemittels 292a durch Aus-
fihren einer Warmebehandlung bei einer vorgege-
benen Temperatur der erste Klebemittelverbin-
dungsabschnitt 290 und der zweite Klebemittelver-
bindungsabschnitt 292 ausgebildet. Es ist anzumer-
ken, dass entsprechend den Erfordernissen die
innenseitig konvexen Abschnitte 231aa, 241aa,
243aa, die die Anschlusselektroden 22, 24 in Eingriff
nehmen, durch Schmelzen der Metallbeschichtung,
die auf einer oder auf beiden Oberflachen ausgebil-
det ist, verschweil}t werden kénnen. Dadurch wird
die elektrische Adhasion zwischen den Anschlusse-
lektroden 22, 24 und den metallischen Anschlussab-
schnitten 230, 240 verbessert, und die physische
Bindung zwischen dem Chip-Kondensator 20 und
den metallischen Anschlussabschnitten 230, 240
kann verstarkt werden.

[0185] Somit umfassen bei dem keramischen Kon-
densator 210 der erste und der zweite metallische
Anschlussabschnitt 230, 240 die Montagearmab-
schnitte 231, 233, 241, 243 und halten die Seitenfla-
chen 20c, 20d des Chip-Kondensators 20 zwischen
sich. Darum kann der keramische Kondensator 210
auf einfache Weise zusammengebaut werden, und
die Herstellung ist einfach. Des Weiteren besteht
selbst bei Verwendung in einer Hochtemperaturum-
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gebung oder in einer Umgebung mit groflen Tempe-
raturunterschieden fiir den keramischen Kondensa-
tor 210 keine Gefahr des Brechens der Bindung zwi-
schen dem Chip-Kondensator 20 und den metalli-
schen Anschlussabschnitten 230, 240 aufgrund der
unterschiedlichen Warmeausdehnungsraten des
Bondungsmaterials und den metallischen Anschlus-
sabschnitten 230, 240, im Gegensatz zum Stand der
Technik, wo ein Bondungsmaterial wie das Lot oder
dergleichen verwendet wird.

[0186] Des Weiteren gewahrleistet der keramische
Kondensator 210 die Leitfahigkeit zwischen dem
Chip-Kondensator 20 und den metallischen
Anschlussabschnitten 230, 240 durch Eingriffnahme
der Anschlusselektroden 22, 24 mit mindestens
einem Teil der mehreren der innenseitig konvexen
Abschnitte 231aa, 241aa, 243aa, die an der Arm-In-
nenflache 231a, 241a, 243a gebildet sind; darum ist
die Herstellung im Vergleich zum Stand der Technik
einfach, wo der metallische Anschlussabschnitt und
die Chipkomponente mittels Lot oder Klebemittel
aneinander gebondet werden. Des Weiteren ist es
im Gegensatz zum Stand der Technik nicht erforder-
lich, das Hochtemperatur-Lot fiir die Bondung der
metallischen Anschlussabschnitte 230, 240 und des
Chip-Kondensators 20 zu verwenden; darum kann
die Verwendung eines umweltbelastenden Materials
vermieden werden. Des Weiteren werden mehrere
der innenseitig konvexen Abschnitte 231aa, 241aa,
243aa an den Arm-Innenflachen 231a, 241a, 243a
ausgebildet, so dass selbst dann, wenn die Form
der Anschlusselektroden 22, 24 des Chip-Kondensa-
tors 20 Herstellungstoleranzen unterworfen ist, die
Montagearmabschnitte 231, 233, 241, 243 zweck-
maRig die Kraft ausiiben kénnen, um den Chip-Kon-
densator 20 zu halten, und auch die Leitfahigkeit
kann sichergestellt werden, indem mindestens ein
innenseitig konvexer Abschnitt 231aa, 241aa,
243aa und die Anschlusselektroden 22, 24 in Eingriff
gebracht werden.

[0187] Fur die Anordnungen der innenseitig konve-
xen Abschnitte 231aa, 241aa, 243aa bestehen keine
besonderen Einschrankungen; wie jedoch in Fig. 30
gezeigt ist, koénnen die innenseitig konvexen
Abschnitte 231aa, 241aa, 243aa die konvexen Aus-
richtungsabschnitte 242a, 242b, 232a, 232b darstel-
len, die entlang der dritten Richtung oder der flinften
Richtung (Z-Achsenrichtung) ausgerichtet sind. Die
Montagearmabschnitte 231, 233, 243, die mit den
konvexen Ausrichtungsabschnitten 242a, 242b,
232a, 232b versehen sind, kdnnen den Chip-Kon-
densator 20 auf sichere Weise halten, indem es
ermdglicht wird, dass mehrere der konvexen
Abschnitte 231aa, 241aa, 243aa mit den Seitenfla-
chen des Chip-Kondensators 20 an einer geeigneten
Position in Kontakt gebracht werden. Durch Ausbil-
den mehrerer der konvexen Ausrichtungsabschnitte
232a, 242a entlang der ersten Richtung (X-Achsen-

richtung) kénnen des Weiteren selbst dann, wenn
das Ausmall der Umhillung der Seitenflachen 20c,
20d der Anschlusselektroden 22, 24 aufgrund von
Herstellungstoleranzen variiert, die Montagearmab-
schnitte 231, 233, 241, 243 den Chip-Kondensator
20 auf sichere Weise halten, und auch die Leitfahig-
keit wird gewahrleistet, indem mindestens ein Teil
der innenseitig konvexen Abschnitte 231aa, 241aa,
243aa auf sichere Weise mit den Anschlusselektro-
den 22, 24 in Eingriff stehen. Des Weiteren kénnen
im Fall des Ausbildens mehrerer der konvexen Aus-
richtungsabschnitte 242a, 242b, 232a, 232b durch
Ausbilden der innenseitig konvexen Abschnitte
231aa, 241aa, 243aa durch Verschieben der dritten
Richtung oder der funften Richtung viele innenseitig
konvexe Abschnitte 231aa, 241aa, 243aa insbeson-
dere an geeigneten Positionen der ersten Richtung
ausgebildet werden.

[0188] Die innenseitig konvexen Abschnitte 231aa,
241aa, 243aa kénnen periodisch an der Arm-Innen-
flache ausgebildet werden; jedoch kann, wie in
Fig. 31 gezeigt, die Anordnung der innenseitig kon-
vexen Abschnitte 231aa, 241aa, 243aa auch eine
unregelmalige Beabstandung aufweisen, die meh-
rere der innenseitig konvexen Abschnitte 231aa,
241aa, 243aa enthalt, die eine unterschiedliche Ent-
fernung zu den anderen nachstgelegenen innensei-
tig konvexen Abschnitten haben. Fig. 31(a) ist ein
Schaubild, das die konvexe und konkave Form der
zweiten Arm-Innenflache 295a des zweiten Monta-
gearmabschnitts 295 gemall dem ersten modifizier-
ten Beispiel zeigt. An der zweiten Arm-Innenflache
295a werden jeweils ein zweiter konvexer Ausrich-
tungsabschnitt 296a und ein zweiter konvexer Aus-
richtungsabschnitt 296b ausgebildet, so dass insge-
samt zwei Reihen ausgebildet werden; und der
zweite innenseitig konvexe Abschnitt 241aa, der in
einem der zweiten konvexen Ausrichtungsabschnitte
296a enthalten ist, hat eine verschobene Position der
funften Richtung (Z-Achsenrichtung) mit Bezug auf
den zweiten innenseitig konvexen Abschnitt 241aa,
der in benachbarten zweiten konvexen Ausrich-
tungsabschnitten 296b enthalten ist. Jedoch sind in
dem in Fig. 31(a) gezeigten ersten modifizierten Bei-
spiel im Gegensatz zu der in Fig. 30(a) gezeigten
zweiten Arm-Innenflache 241a die zweiten innensei-
tig konvexen Abschnitte 241aa in ungleicher Beab-
standung angeordnet. Des Weiteren sind an der
zweiten Arm-Innenflache 297a des zweiten Monta-
gearmabschnitts 297 gemaR dem in Fig. 31(b)
gezeigten zweiten modifizierten Beispiel die zweiten
innenseitig konvexen Abschnitte 241aa nach dem
Zufallsprinzip angeordnet.

[0189] Es ist anzumerken, dass durch Ausbilden der
auldenseitigen konvexen Abschnitte 241ba, 243ba
oder der aullenseitigen konkaven Abschnitte
241bb, 243bb nicht nur an den Arm-Innenflachen
231a, 241a, 243a der Montagearmabschnitte 231,
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233, 241, 243, sondern auch an den Arm-Aul3enfla-
chen 241b, 243b die Warmeableitungseigenschaften
der metallischen Anschlussabschnitte verbessert
werden kénnen und ein Temperaturanstieg der Chip-
komponente unterdriickt werden kann.

[0190] Des Weiteren verstarken die Klebemittelver-
bindungsabschnitte 290, 292, die die Endflachen
20a, 20b des Chip-Kondensators 20 und den flachen
Plattenabschnitt der metallischen Anschlussab-
schnitte 230, 240 verbinden, die mechanische Bin-
dung zwischen dem Chip-Kondensator 20 und den
metallischen Anschlussabschnitten 230, 240; und
der keramische Kondensator 210, der diese Klebe-
mittelverbindungsabschnitte 290, 292 umfasst,
besitzt eine elektrisch und strukturell ausgezeichnete
Zuverlassigkeit gegen von aullen einwirkende Ver-
formungs- und StoRkrafte. Des Weiteren kann der
keramische Kondensator 210 das Phanomen unter-
driicken, dass Vibrationen, die durch Elektrostriktion
verursacht werden, die durch den Chip-Kondensator
20 erzeugt wird, Gber die metallischen Anschlussab-
schnitte 230, 240 auf das Montagesubstrat lbertra-
gen werden, wie man es im Stand der Technik findet,
wo der Chip-Kondensator und die Anschllsse durch
Lot oder dergleichen verbunden werden; und er kann
das Quietschgerdusch verhindern, das beim
Ansteuern des keramischen Kondensators 210 ent-
steht.

Die zehnte bis vierzehnte Ausfiihrungsform

[0191] Der an dem Chip-Kondensator 20 ange-
brachte metallische Anschluss ist nicht auf die in
der neunten Ausfihrungsform gezeigte Form
beschrankt, sondern kann auf verschiedene Weise
in Abhangigkeit von der Verwendung des kerami-
schen Kondensators modifiziert werden. Fig. 25 ist
ein Konzeptschaubild, das den ersten metallischen
Anschluss zeigt, der fir den keramischen Kondensa-
tor gemal der zehnten bis dreizehnten Ausfiihrungs-
form der vorliegenden Erfindung verwendet wird. Es
ist anzumerken, dass fiir den keramischen Konden-
sator gemal der zehnten bis vierzehnten Ausfiih-
rungsform - mit Ausnahme der verschiedenen
Anordnungen der Montagearmabschnitte und der
Stopperabschnitte - auf eine Erlduterung der Teile,
die mit der neunten Ausfiihrungsform identisch sind,
wie zum Beispiel die konvexe und konkave Form, die
an dem Montagearm ausgebildet ist, oder derglei-
chen verzichtet wird.

[0192] Fig. 25(a) zeigt die ersten metallischen
Anschlussabschnitte 250, die in dem keramischen
Kondensator gemaR der zehnten Ausflihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten sind. Die ers-
ten metallischen Anschlussabschnitte 250 umfassen
die ersten Montagearmabschnitte 231, 233, die den
Seitenflachen 20c, 20d, die von den Seitenflachen
des Chip-Kondensators 20 ungefahr senkrecht zu

dem ersten Montageabschnitt 239 angeordnet sind,
zugewandt sind. Jedoch umfassen die ersten metal-
lischen Anschlussabschnitte 250 - im Gegensatz
zum ersten metallischen Anschlussabschnitt 230
gemal der neunten Ausfiihrungsform - nicht den ers-
ten Stopperabschnitt 235, der die parallele Seitenfla-
che mit Bezug auf den ersten Montageabschnitt 239
stoppt.

[0193] Hier neigt die gestapelte elektronische Kom-
ponente, wie zum Beispiel der Chip-Kondensator 20,
leicht dazu, GréRenvariationen in der Stapelrichtung
der dielektrischen Schicht 28 und der inneren Elekt-
rodenschicht 27 aufzuweisen (siehe Fig. 7), und fur
andere Richtungen hat sie eine geringere Grélkenva-
riation als in der Stapelrichtung. Wie in Fig. 7 gezeigt,
kann in dem Fall, dass die Stapelrichtung des Chip--
Kondensators 20 die senkrechte Richtung mit Bezug
auf den ersten Montageabschnitt 239, ist wie bei dem
in Fig. 25(a) gezeigten ersten metallischen
Anschlussabschnitt 250, die Haltekraft der ersten
Montagearmabschnitte 231, 233 besser stabilisiert
werden als beim Halten des Chip-Kondensators 20
aus der horizontalen Richtung mit Bezug auf die ers-
ten Montageabschnitte 239.

[0194] Die in Fig. 25(a) gezeigten ersten metalli-
schen Anschlussabschnitte 250 kénnen den Chip--
Kondensator 20 auch stabil halten, indem die Dicke
oder dergleichen der fir die Herstellung verwende-
ten metallischen Platte 280 (siehe Fig. 27) gesteuert
wird, und haben den gleichen Effekt wie der ersten
metallische Anschlussabschnitt230 gemaly der
neunten Ausfihrungsform. Des Weiteren hat der
erste metallische Anschlussabschnitt 250 weniger
Kontaktpunkte mit dem Chip-Kondensator 20 als
der erste metallische Anschlussabschnitt 230
gemal der neunten Ausfihrungsform, was vom
Standpunkt des Vermeidens von Quietschgerau-
schen von Vorteil ist.

[0195] Fig. 25(b) zeigt den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 260, der in dem keramischen
Kondensator gemafy der elften Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Der erste
metallische Anschlussabschnitt 260 unterscheidet
sich von dem in Fig. 25(a) gezeigten ersten metalli-
schen Anschlussabschnitt 250 dadurch, dass er den
ersten Stopperabschnitt 262 aufweist; der Ubrige
Aufbau gleicht jedoch dem des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 250. Der Stopperabschnitt 262
ist ungefahr senkrecht zu den ersten Montagearmab-
schnitten 231, 233 angeordnet und ist der vierten
Seitenflache 20f, die von den Seitenflachen des
Chip-Kondensators 20 der Seite des ersten Monta-
geabschnitts 239 zugewandt ist, zugewandt.

[0196] An dem ersten flachen Plattenabschnitt 264
des ersten metallischen Anschlussabschnitts 260 ist
das erste Durchgangsloch 264a ausgebildet, und der
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erste Stopperabschnitt 262 ist mit dem ersten flachen
Plattenabschnitt 264 am Randabschnitt des ersten
Durchgangslochs 264a verbunden. Der erste metal-
lische Anschlussabschnitt 260, der diesen Stoppe-
rabschnitt 262 umfasst, kann auf einfache Weise
durch einfache Verarbeitung der in Fig. 27 gezeigten
metallischen Platte 280 hergestellt werden. Des Wei-
teren ist an dem Stopperabschnitt 262 keine konvexe
und konkave Form ausgebildet. Jedoch eignet sich
der erste Stopperabschnitt 262 nicht nur fir die Posi-
tionierung bei der Montage, sondern der keramische
Kondensator, der den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 260 umfasst, besitzt aulRerdem
eine ausgezeichnete Bestandigkeit, da der Chip--
Kondensator 20 nach der Montage gegen die
Schwerkraftrichtung gestutzt werden kann. Es ist
anzumerken, dass im Fall des ersten metallischen
Anschlussabschnitts 260 der Aufbau, der dem ersten
Klebemittelverbindungsabschnitt 290 der neunten
Ausfihrungsform entspricht, so gestaltet ist, dass
der Umfangsrandabschnitt des ersten Durchgangs-
lochs 264a der ersten flachen Platte 264 und die
erste Endflache des Chip-Kondensators, die ihm
zugewandt ist, verbunden werden kénnen. Des Wei-
teren umfasst der zweite metallische Anschluss, der
als ein Paar des ersten metallischen Anschlussab-
schnitts 260 verwendet wird, den zweiten Stopperab-
schnitt und den zweiten flachen Plattenabschnitt, der
mit dem zweiten Durchgangsloch ausgebildet ist,
ahnlich dem ersten metallischen Anschlussabschnitt
260.

[0197] Fig. 25(c) zeigt den ersten metallischen
Anschlussabschnitt 266, der in dem keramischen
Kondensator gemaf der zwodlften Ausflihrungsform
der vorliegenden Erfindung enthalten ist. Der erste
metallische Anschlussabschnitt 266 unterscheidet
sich von dem in Fig. 25(a) gezeigten ersten metalli-
schen Anschlussabschnitt 250 dadurch, dass er den
ersten Stopperabschnitt 256 und den ersten Stoppe-
rabschnitt 262 umfasst; ansonsten entspricht der
Aufbau dem des ersten metallischen Anschlussab-
schnitts 250. Somit kann der erste metallische
Anschlussabschnitt 266 ein Paar der ersten Stoppe-
rabschnitte 256, 262 umfassen, die einander zuge-
wandt sind, und der keramische Kondensator, die
diesen ersten metallischen Anschlussabschnitt 266
umfasst, besitzt ausgezeichnete Montageeigen-
schaften und Bestandigkeit.

[0198] Fig. 25(d) zeigt die ersten metallischen
Anschlussabschnitte 270, die in dem keramischen
Kondensator gemaR der dreizehnten Ausflihrungs-
form der vorliegenden Erfindung enthalten sind. Der
erste metallische Anschlussabschnitt 270 umfasst
den ersten Montagearmabschnitt 236, der den Sei-
tenflachen 20c, 20d, die von den Seitenflachen des
Chip-Kondensators 20 ungefahr parallel zu dem ers-
ten Montageabschnitt 239 angeordnet sind, zuge-
wandt ist. Jedoch umfasst der erste metallische

Anschlussabschnitt 270 nicht den Montagearmab-
schnitt, der die Seitenflache senkrecht zu dem ersten
Montageabschnitt 239 halt, im Gegensatz zu dem
ersten metallischen Anschlussabschnitt 230 geman
der neunten Ausfihrungsform.

[0199] Im Gegensatz zu dem in Fig. 7 gezeigten
Chip-Kondensator 20 kann in dem Fall, dass die Sta-
pelrichtung des Chip-Kondensators die Richtung
parallel zu der ersten Montageausfiihrungsform 239
ist, die Haltekraft des ersten Montagearmabschnitts
stabilisiert werden, da die GrdéRenvariation des
Chip-Kondensators 20 geringer ist wenn der Chip--
Kondensators aus der senkrechten Richtung mit
Bezug auf den ersten Montageabschnitt 239 gehal-
ten wird.

[0200] Fig. 26 ist eine perspektivische Ansicht des
keramischen Kondensators 276 gemaly der vier-
zehnten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Der keramische Kondensator 276 umfasst
eine Chipkomponente, der erste metallische
Anschlussabschnitt 277 und der zweite metallische
Anschlussabschnitt 278. Wie in Fig. 26 gezeigt,
kann die Anzahl der Chip-Kondensatoren 20, die in
dem keramischen Kondensator 276 enthalten sind,
eins sein, oder es kdnnen drei oder mehr sein. Der
keramische Kondensator 276 besitzt den gleichen
Effekt wie der keramische Kondensator 210 gemaf}
der neunten Ausfiihrungsform. Es ist anzumerken,
dass in dem keramischen Kondensator 210, 276
gemal der neunten und der vierzehnten Ausfiih-
rungsform die gleiche konvexe und konkave Form
wie bei deminnenseitig konvexen Abschnitt 241aa
und dem innenseitig konkaven Abschnitt 241ab der
Montagearmabschnitte 231a, 241a an den Stoppe-
rabschnitten 235, 245 ausgebildet sind; jedoch brau-
chen, wie in Fig. 33 gezeigt, die konvexen und kon-
kaven Formen nicht unbedingt an dem Stopperab-
schnitt 235, 245 ausgebildet zu werden.

Patentanspriiche

1. Keramische elektronische Komponente (10),
die Folgendes umfasst:
eine Chipkomponente (20) von einer rechteckigen
Parallelflachform, die durch zwei gegenilberlie-
gende Endflachen (20a, 20b) und vier Seitenflachen
gebildet ist, mit einer ersten Anschlusselektrode
(22), die so ausgebildet ist, dass sie die erste End-
flache (20a) und von der ersten Endflache (20a)
ausgehend einen Teil der Seitenflichen umhiillt,
und einer zweiten Anschlusselektrode (24), die so
ausgebildet ist, dass sie die zweite Endflache (20b)
und von der zweiten Endflache (20b) ausgehend
einen anderen Teil der Seitenflachen umhiillt,
einen ersten metallischen Anschlussabschnitt (30)
mit einem ersten flachen Plattenabschnitt (38), der
der ersten Endflache (20a) zugewandt ist, wobei
mindestens ein Paar erster Montagearmabschnitte
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(31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b) mit dem ersten fla-
chen Plattenabschnitt (38) verbunden ist, das mit
ersten Eingriffnahmevorspriingen (36a, 36b) ausge-
bildet ist, die einen ersten Umhillungsabschnitt
(22c, 22d, 22e, 22f) in Eingriff nehmen, der ein Teil
der ersten Anschlusselektrode (22) ist und an den
Seitenflachen der Chipkomponente (20) positioniert
ist, und wobei ein Paar der ersten Montagearmab-
schnitte (31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b) den ersten
Umhdallungsabschnitt (22c¢, 22d, 22e, 22f) zwischen
sich halt, und ein erster Montageabschnitt (39), der
mit dem ersten flachen Plattenabschnitt (38) verbun-
den ist, sich parallel zu einer Seitenflache der Unter-
seite der Chipkomponente (20) erstreckt und beab-
standet zu dieser Seitenflache angeordnet ist,
einen zweiten metallischen Anschlussabschnitt (40)
mit einem zweiten flachen Plattenabschnitt (48), der
der zweiten Endflache (20b) zugewandt ist, wobei
mindestens ein Paar zweiter Montagearmabschnitte
(41a, 41b, 43a, 43b, 45a, 45b) mit dem zweiten fla-
chen Plattenabschnitt (48) verbunden ist, das mit
zweiten Eingriffnahmevorspriingen (42a, 42b, 44a,
44b, 46a, 46b) ausgebildet ist, die einen zweiten
Umhdallungsabschnitt (24c, 24d, 24e, 24f) in Eingriff
nehmen, der ein Teil der zweiten Anschlusselekt-
rode (24) ist und an den Seitenflachen der Chipkom-
ponente (20) positioniert ist, und ein Paar der zwei-
ten Montagearmabschnitte (41a, 41b, 43a, 43b,
45a, 45b) den zweiten Umhdillungsabschnitt (24c,
24d, 24e, 24f) zwischen sich halt, und ein zweiter
Montageabschnitt (49), der mit dem zweiten flachen
Plattenabschnitt (48) verbunden ist, sich parallel zu
einer Seitenflache der Unterseite der Chipkompo-
nente (20) erstreckt und beabstandet zu dieser Sei-
tenflache angeordnet ist.

2. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, wobei der erste Montagearmab-
schnitt (31a, 31b, 33a, 33b) einer der Seitenflachen
der Chipkomponente (20) zugewandt ist, wobei die
Seitenflache senkrecht zu dem ersten Montageab-
schnitt (39) angeordnet ist, und
der zweite Montagearmabschnitt (41a, 41b, 43a,
43b) einer der Seitenflachen der Chipkomponente
(20) zugewandt ist, wobei die Seitenflache senk-
recht zu dem zweiten Montageabschnitt (49) ange-
ordnet ist.

3. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, wobei der erste Montagearmab-
schnitt (35a, 35b) einer der Seitenflachen der Chip-
komponente (20) zugewandt ist, wobei die Seiten-
flache parallel zu dem ersten Montageabschnitt
(39) verlauft, und
der zweite Montagearmabschnitt (45a, 45b) einer
der Seitenflachen der Chipkomponente (20) zuge-
wandt ist, wobei die Seitenflaiche parallel zu dem
zweiten Montageabschnitt (49) verlauft.

4. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, die mindestens zwei Paare der
ersten Montagearmabschnitte (31a, 31b, 33a, 33b,
35a, 35b) umfasst, wobei ein Paar der zwei Paare
der ersten Montagearmabschnitte (31a, 31b, 33a,
33b) einer der Seitenflachen der Chipkomponente
(20) zugewandt ist, wobei die Seitenflache senk-
recht zu dem ersten Montageabschnitt (39) ange-
ordnet ist, und ein weiteres Paar der ersten Monta-
gearmabschnitte (35a, 35b) einer der Seitenflachen
der Chipkomponente (20) zugewandt ist, wobei die
Seitenflache parallel zu dem ersten Montageab-
schnitt (39) angeordnet ist, und
mindestens zwei Paare der zweiten Montagearmab-
schnitte (41a, 41b, 43a, 43b, 45a,45b) umfasst,
wobei ein Paar der zwei Paare der zweiten Monta-
gearmabschnitte (41a, 41b, 43a, 43b) einer der Sei-
tenflachen der Chipkomponente (20) zugewandt ist,
wobei die Seitenflache senkrecht zu dem zweiten
Montageabschnitt (49) angeordnet ist, und ein wei-
teres Paar des zweiten Montagearmabschnitts (45a,
45b) einer der Seitenflachen der Chipkomponente
(20) zugewandt ist, wobei die Seitenflache parallel
zu dem zweiten Montageabschnitt (49) angeordnet
ist.

5. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, wobei der erste Eingriffnahmevor-
sprung (36a, 36b)
eine grolkere Vorsprunghdhe oder eine grofiere Vor-
sprungbreite in Richtung des ersten flachen Platten-
abschnitts (38) von einem Vorsprungsendabschnitt
des ersten Eingriffnahmevorsprungs (36a, 36b) aus
aufweist, und
ein zweiter Eingriffnahmevorsprung (42a, 42b, 44a,
44b, 46a, 46b) eine groRere Vorsprunghdhe oder
eine grofRere Vorsprungbreite in Richtung des zwei-
ten flachen Plattenabschnitts (48) von einem Vor-
sprungsendabschnitt des zweiten Eingriffnahmevor-
sprungs (42a, 42b, 44a, 44b, 46a, 46b) aus auf-
weist.

6. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, wobei die erste Anschlusselekt-
rode (22) und die zweite Anschlusselektrode (24)
der Chipkomponente(20) eine Metalliiberzugs-
schicht aufweist, welche die Oberflache beschichtet.

7. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, wobei der erste Eingriffnahmevor-
sprung (36a, 36b) des ersten Montagearmabschnitts
(31a, 31b, 33a, 33b, 35a, 35b) und der zweite Ein-
griffnahmevorsprung (42a, 42b, 44a, 44b, 46a, 46b)
des zweiten Montagearmabschnitts (41a, 41b, 43a,
43b, 45a, 45b) eine Metallliberzugsschicht aufwei-
sen, die eine duRerste Flache bedeckt.

8. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 7, wobei der erste Umhullungsab-
schnitt (22c, 22d, 22e, 22f) und der erste Eingriff-
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nahmevorsprung (36a, 36b) und der zweite Umhdl-
lungsabschnitt (24c, 24d, 24e, 24f) und der zweite
Eingriffnahmevorsprung (42a, 42b, 44a, 44b, 46a,
46b) Uber die Metalliberzugsschicht verschweil3t
sind.

9. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, wobei eine Hauptkomponente
eines Materials des ersten metallischen Anschlus-
sabschnitts (30) und des zweiten metallischen
Anschlussabschnitts (40) Phosphorbronze ist.

10. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, wobei an dem ersten flachen Plat-
tenabschnitt (38) ein erster Vorsprungsabschnitt
(38b) ausgebildet ist, der mit der ersten Endflache
(20a) in Kontakt steht, indem er in Richtung der ers-
ten Endflache (20a) hervorsteht, und
an dem zweiten flachen Plattenabschnitt (48) ein
zweiter Vorsprungsabschnitt (48b) ausgebildet ist,
der mit der zweiten Endflache (20b) in Kontakt
steht, indem er in Richtung der zweiten Endflache
(20b) hervorsteht.

11. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 1, die Folgendes umfasst:
einen ersten Stopperabschnitt (35, 56), der mit dem
ersten flachen Plattenabschnitt (38) verbunden ist,
senkrecht zu dem ersten Montagearmabschnitt
(31a, 31b, 33a, 33b) angeordnet ist und in Kontakt
mit einer der Seitenflachen der Chipkomponente
(20) steht, und
einen zweiten Stopperabschnitt (45), der mit dem
zweiten flachen Plattenabschnitt (48) verbunden
ist, senkrecht zu dem zweiten Montagearmabschnitt
(41a, 41b, 43a, 43b) angeordnet ist und in Kontakt
mit einer der Seitenflachen der Chipkomponente
(20) steht.

12. Keramische elektronische Komponente (10),
die Folgendes umfasst:
eine Chipkomponente (20) von einer rechteckigen
Parallelflachform, die durch zwei gegenuberlie-
gende Endflachen und vier Seitenflachen gebildet
ist, mit einer ersten Anschlusselektrode (22), die so
ausgebildet ist, dass sie die erste Endflache (20a)
und von der ersten Endflache (20a) ausgehend
einen Teil der Seitenflachen umhdillt, und einer zwei-
ten Anschlusselektrode (24), die so ausgebildet ist,
dass sie die zweite Endflache (20b) und von der
zweiten Endflache (20b) ausgehend einen anderen
Teil der Seitenflachen umhiillt,
einen ersten metallischen Anschlussabschnitt (130)
mit einem ersten flachen Plattenabschnitt (138), der
der ersten Endflache zugewandt ist, wobei mindes-
tens ein Paar erster Montagearmabschnitte (31a,
31b, 33a, 33b, 35a, 35b) mit dem ersten flachen
Plattenabschnitt (38) verbunden ist, das mit ersten
Eingriffnahmevorspriingen (36a, 36b) ausgebildet
ist, die einen ersten Umhdillungsabschnitt (22c,

22d, 22e, 22f) in Eingriff nehmen, der ein Teil der
ersten Anschlusselektrode (22) ist und an den Sei-
tenflachen der Chipkomponente (20) positioniert ist,
wobei ein Paar des Montagearmabschnitts (31a,
31b, 33a, 33b, 35a, 35b) den ersten Umhillungsab-
schnitt (22c, 22d, 22e, 22f) zwischen sich halt, und
ein erster Montageabschnitt (39), der mit dem ersten
flachen Plattenabschnitt (138) verbunden ist, sich
parallel zu einer Seitenfliche der Unterseite der
Chipkomponente (20) erstreckt und beabstandet zu
dieser Seitenflache angeordnet ist,

einen ersten Klebemittelverbindungsabschnitt (90),
der den ersten flachen Plattenabschnitt (138) und
die erste Endflache (20a) verbindet,

einen zweiten metallischen Anschlussabschnitt
(140) mit einem zweiten flachen Plattenabschnitt
(148), der der zweiten Endflache (20b) zugewandt
ist, wobei mindestens ein Paar zweiter Montagear-
mabschnitte (41a, 41b, 43a, 43b, 45a, 45b) mit dem
zweiten flachen Plattenabschnitt (148) verbunden
ist, das mit zweiten Eingriffnahmevorspriingen
(42a, 42b, 44a, 44b, 46a, 46b) ausgebildet ist, die
einen zweiten Umhdllungsabschnitt (24c, 24d, 24e,
24f) in Eingriff nehmen, der ein Teil der zweiten
Anschlusselektrode (24) ist und an den Seitenfla-
chen der Chipkomponente (20) positioniert ist, und
ein Paar des zweiten Montagearmabschnitts (41a,
41b, 43a, 43b, 45a, 45b) den zweiten Umhillungs-
abschnitt (24c, 24d, 24e, 24f) zwischen sich halt,
und ein zweiter Montageabschnitt (49), der mit
dem zweiten flachen Plattenabschnitt (148) verbun-
den ist, sich parallel zu einer Seitenflache der Unter-
seite der Chipkomponente (20) erstreckt und beab-
standet zu dieser Seitenflache angeordnet ist, und
einen zweiten Klebemittelverbindungsabschnitt (92),
der den zweiten flachen Plattenabschnitt (148) und
die zweite Endflache verbindet.

13. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 12, wobei ein Klebemittel, das den
ersten Klebemittelverbindungsabschnitt (90) und
den zweiten Klebemittelverbindungsabschnitt (92)
bildet, aus einem nicht-leitfdhigen Klebemittel
besteht.

14. Keramische elektronische Komponente (10)
nach Anspruch 12, wobei an einem Verbindungsteil
des ersten flachen Plattenabschnitts (138) mit dem
ersten Klebemittelverbindungsabschnitt (90) und
einem Verbindungsteil des zweiten flachen Platten-
abschnitts (148) mit dem zweiten Klebemittelverbin-
dungsabschnitt (92) ein Bereich mit héherer Kleb-
kraft gegen das Klebemittel, das den ersten Klebe-
mittelverbindungsabschnitt (90) und den zweiten
Klebemittelverbindungsabschnitt (92) bildet, als
eine an dem ersten Montagearmabschnitt (31a,
31b, 33a, 33b, 35a, 35b) und dem zweiten Monta-
gearmabschnitt (41a, 41b, 43a, 43b, 45a, 45b)aus-
gebildete Metalliberzugsschicht ausgebildet ist.
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15. Keramische elektronische
(210), die Folgendes umfasst:
eine Chipkomponente (20) von einer rechteckigen
Parallelflachform, die durch zwei gegenuberlie-
gende Endflachen (20a, 20b) und vier Seitenflachen
gebildet ist, mit einer ersten Anschlusselektrode
(22), die so ausgebildet ist, dass sie die erste End-
flache (20a) und von der ersten Endflache (20a)
ausgehend einen Teil der Seitenflichen umhiillt,
und einer zweiten Anschlusselektrode (24), die so
ausgebildet ist, dass sie die zweite Endflache (20b)
und von der zweiten Endflache (20b) ausgehend
einen anderen Teil der Seitenflachen umhiillt,
einen ersten metallischen Anschlussabschnitt (230)
mit einem ersten flachen Plattenabschnitt (238), der
der ersten Endflache (20a) zugewandt ist, wobei
mindestens ein Paar erster Montagearmabschnitte
(231, 233) mit dem ersten flachen Plattenabschnitt
(238) verbunden ist und
ein Paar des ersten Montagearmabschnitts (231,
233) ein Paar der Seitenflachen der Chipkompo-
nente (20) zwischen sich halt, und ein erster Monta-
geabschnitt (239), der mit dem ersten flachen Plat-
tenabschnitt (238) verbunden ist, sich parallel zu
einer Seitenflache (20c bis 20f) der Unterseite der
Chipkomponente (20) erstreckt und beabstandet zu
dieser Seitenflache angeordnet ist,
einen zweiten metallischen Anschlussabschnitt
(240) mit einem zweiten flachen Plattenabschnitt
(248), der der zweiten Endflache (20b) zugewandt
ist, wobei mindestens ein Paar zweiter Montagear-
mabschnitte (241, 243)mit dem zweiten flachen
Plattenabschnitt (248) verbunden ist und
ein Paar des zweiten Montagearmabschnitts (241,
243) ein Paar der Seitenflachen der Chipkompo-
nente (20) zwischen sich halt, und ein zweiter Mon-
tageabschnitt (249), der mit dem zweiten flachen
Plattenabschnitt (248) verbunden ist, sich parallel
zu einer Seitenflache der Unterseite der Chipkom-
ponente (20) erstreckt und beabstandet zu dieser
Seitenflache angeordnet ist, wobei mehrere erste
innenseitig konvexe Abschnitte (231aa), die in Rich-
tung der Chipkomponente (20) hervorstehen, an
einer ersten Arm-Innenseite ausgebildet sind, die
eine Flache ist, die der Chipkomponente (20) in
dem ersten Montagearmabschnitt (231, 233) zuge-
wandt ist, wobei mindestens ein Teil der ersten
innenseitig konvexen Abschnitte (231aa) die erste
Anschlusselektrode (22) in Eingriff nimmt, und
mehrere zweite innenseitig konvexe Abschnitte
(241aa, 243aa), die in Richtung der Chipkompo-
nente (20) hervorstehen, an einer zweiten Arm-In-
nenseite ausgebildet sind, die eine Flache ist, die
der Chipkomponente (20) in dem zweiten Montage-
armabschnitt (241, 243) zugewandt ist, wobei min-
destens ein Teil der zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte (241aa, 243aa) die zweite Anschlusse-
lektrode (24) in Eingriff nimmt.

Komponente

16. Keramische elektronische @ Komponente
(210) nach Anspruch 15, die Folgendes umfasst:
einen ersten Klebemittelverbindungsabschnitt (290),
der den ersten flachen Plattenabschnitt (238) und
die erste Endflache (20a) verbindet, und
einen zweiten  Klebemittelverbindungsabschnitt
(292), der den zweiten flachen Plattenabschnitt
(248) und die zweite Endflache (20b) verbindet.

17. Keramische elektronische = Komponente
(210) nach Anspruch 15, wobei mehrere erste
aulere konvexe Abschnitte, die in einer entgegen-
gesetzten Richtung gegen die Chipkomponente (20)
hervorstehen, auf einer ersten Arm-Auf3enseite, die
der ersten Arm-Innenseite des ersten Montagear-
mabschnitts (231, 233) gegeniber liegt, ausgebildet
sind, und
mehrere zweite aulere konvexe Abschnitte (241ba,
243ba), die in einer entgegengesetzten Richtung
gegen die Chipkomponente (20) hervorstehen, auf
einer zweiten Arm-Aulienseite, die der zweiten
Arm-Innenseite des zweiten Montagearmabschnitts
(241, 243) gegenuber liegt, ausgebildet sind.

18. Keramische elektronische = Komponente
(210) nach Anspruch 15, wobei ein erster konvexer
Ausrichtungsabschnitt (232a, 232b) ausgebildet ist,
der durch die Ausrichtung mehrerer der ersten
innenseitig konvexen Abschnitte (231aa) entlang
einer dritten Richtung, gebildet wird, wobei die dritte
Richtung die Richtung senkrecht zu einer ersten
Richtung, die eine Richtung zu der zweiten Endfla-
che(20b) von der ersten Endflache (20a) ausgehend
ist, und zu einer zweiten Richtung, die eine Schicht-
ungs-Richtung des ersten Montagearmabschnitts
(231, 233) ist, darstellt, und
ein zweiter konvexer Ausrichtungsabschnitt (242a,
242b) ausgebildet ist, der durch die Ausrichtung
mehrerer der zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte (241aa, 243aa) entlang einer flnfter
Richtung gebildet wird, wobei die fiinfte Richtung
eine Richtung senkrecht zu der ersten Richtung
und einer vierten Richtung, die eine Schichtungs--
Richtung des zweiten Montagearmabschnitts (241,
243) ist, darstellt.

19. Keramische elektronische = Komponente
(210) nach Anspruch 18, wobei mehrere der ersten
konvexen Ausrichtungsabschnitte (232a, 232b) an
der ersten Arm-Innenseite entlang der ersten Rich-
tung ausgebildet sind, und
mehrere der zweiten konvexen Ausrichtungsab-
schnitte (242a, 242b) an der zweiten Arm-Innenseite
entlang der ersten Richtung ausgebildet sind.

20. Keramische elektronische = Komponente
(210) nach Anspruch 19, wobei einer der ersten
innenseitig konvexen Abschnitte (231aa), der in
den ersten konvexen Ausrichtungsabschnitten
(232a, 232b) enthalten ist, eine andere Position
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der dritten Richtung mit Bezug auf andere der ersten
innenseitig konvexen Abschnitte (231aa), die in
benachbarten ersten konvexen Ausrichtungsab-
schnitte (232a, 232b) enthalten sind, aufweist, und
die zweiten innenseitig konvexen Abschnitte (241aa,
243aa), die in den zweiten konvexen Ausrichtungs-
abschnitten (242a, 242b) enthalten sind, eine
andere Position der funften Richtung mit Bezug auf
die zweiten innenseitig konvexen Abschnitte (241aa,
243aa), die in dem benachbarten zweiten konvexen
Ausrichtungsabschnitt (242a, 242b) enthalten sind,
aufweisen.

21. Keramische elektronische = Komponente
(210) nach Anspruch 15, wobei mehrere der ersten
innenseitig konvexen Abschnitte (231aa) an der ers-
ten Arm-Innenseite mit einer anderen Entfernung
zum nachstgelegenen anderen ersten innenseitig
konvexen Abschnitt (231aa) ausgebildet sind, und
mehrere der zweiten innenseitig konvexen
Abschnitte (241aa, 243aa) an der zweiten Arm-In-
nenseite mit einer anderen Entfernung zum nachst-
gelegenen anderen zweiten innenseitig konvexen
Abschnitt (241aa, 243aa) ausgebildet sind.

Es folgen 33 Seiten Zeichnungen

34/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

Anhéangende Zeichnungen

35/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01

.20

FIGUR 2
22e
352 24e 45,
36a 22¢ 20e 24c
> <]
31at— 20¢ ~—-41a
> xiff[|< Tlx
22¢— _24¢
> <]
> <]
/ 3gh 20f 49b \
35b 45b
492

39a

36/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

© ©
31—~ 38 —~—31a
© © E
E © ©
33b—~— ( ) —~33a
© ©

37/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

3ib
22d

FIGUR 4

2

B

\4

35a -4

V

41b

24e

A

~N—45a

A

22c
3la

38/67

24c
41a



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

—49

FIGURS
3)331 20 43a
wﬁ v 7
39%a 49a
394 20f =
A \
33b 43b

39/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 6

40/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

30

3

380 [} (X

20a

203\/

"”’"n’”’”’””"”’"""”"’"‘ \\
l S S NS ‘“

AN

), AN h AN h AN A% A W AN N b RN RN N
\l////// LLL YL L Ll Ll bl bl il d il L&l il
AN ), S A RN, AN Y N

20
22 20e gy 2

AN B N

N S N SN L. U L. NN
[ /L QL L L Tl Rl T LT 77777777272 EL L
S % NI, N N,
VA A A L0 L £ £ L L5 S AT L A S L 5 L A L L L 5 L L S 5 L A L S S AT,
& ol L LLL L T L2277 7T 7 LTI 7Ll Ll L]
R VIR N, WU . N . LN, W L. W . N
(el gl L L LT LU L LT LT L Ll L L2 7Y
L7770 L2727l 77777720777
) N NS NN NN R . N RN
Xl 77l Ll 7277778777727 ELLE7 2220 L]
WL L L L L2 L7878l Ll L LL Ll LT T LD
"N VL N, WA D, N . A . W . W . WA

A s 7

V L L L Ll L Ll L Ll Ll Ly Ll Ll Ll Ll il bl 2] N)
A, " .. U L. AR VL. U N, L. W . .

\ Y

AN

38

"SR AN

AN, . V. R N, AL . IR L. AN,

S e N— X

g 20f 49b
20 77 7 77

3%

39 39a 49a 49

41/67

/‘/40

48b

- 48b

48b
»

N—20b
|_—48b




DE 10

2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 8
(a) (b) 56
o N S ——
_(\131?\/31a 31b  31a
>
> g
Y™~ 33 33b
> ~33a T\l> ~33a
£ 2 ]
39 39
(c) (d) 56
60\ \ 66\ @
J1p 3la
> -
> >
Mo |33 33b
DT> I e B T; 33a
g4 > 5> |
\ \§ "
(e)
R
70\

42/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

20

43/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 10
(a)

(b)

(c)

44/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 11

48

f-uﬂ
27 _Z 7 7 7 77T 77

41a
41b Y3
42b 42a
K2
~ 4
diba S ] L - 4laa
24d T 24

45/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 12

130

1387

46/67



DE 10 2013 109 093 B4

2022.01.20

FIGUR 13
35 22e 24e 45
220 ZOE 24C
> < ~
31af— 20c e
> <
22¢-_| - 24¢
> <]
33a. _4+— 20c “~-43a
> <]
92 ~~ 24f
39b 20f 4%b
49a

38a

47/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 14

© 3 ©
”—."k\
31—~ ] i —~_31a
© ©
90 . /’\,)T,wa
©® ©
\)’, [ \\
33b ] i ——33a
© N ©

48/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

N
(0]

FIGUR 15
31b
224
22¢
90 L
>
35 _}—
>
2/
185 |
2§c

31a

20c

49/67

24d§1 °

JANRVAN

24¢
41a

P

48¢
|

L. 45

92




DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 16

33a 20

./

N

w
w
Y

|

39gA™ 20f

33b

50/67

43a

~—49

43b



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 17

51/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

a)
80

(

FIGUR 18

(d)

52/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 19

238" |

53/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 20

2

200

240

24

T~ 20b

241

22\_/%

233 A 3050

20a
N

200

~_ 248

24

OFG3 A 243

239a

o G )

249b

54/67

249a

20b




DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 21

© -
231 pem
~ N ! v
o
\
(
©
233 290--" #77 o

a 230

231

238

233

55/67



DE 10 2013 109 093 B4

FIGUR 22

2022.01.20

241 240

290 —T 3550

935 OO
238¢| SESE

(1
<
o,
<&
S

20a—1]

L/24
248¢

SO | 45

T 292
~—20b

3

231a S

231b 20¢
231

56/67

241



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 23
243 240
230 233 20
M P
X 7
239%a 249a
20f R
239—1 T
J \

233 243

57/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 24

58/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 25

(a) (b)
250 §§§§\§=
260
S 231 731 A\ \

_(\g31 /‘/23]

e 2641
HOHO
$8%8 5952
T\. 233 F OO
gggg Y O W OO 233
' L | 98%%
239 264a —

(c) 256 (d)

06 e
\ 270
231 231 \,

QX O
¥ OO

5 233
B ]::;o 233
OX O
* OO
N <N
\\\\‘\\\ 239 \\\‘\\\\ 239

59/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 26

217

60/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

(a)

FIGUR 27

—~
=)
N

61/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 28

62/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 29

241aa 20

0,

63/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 30

L
(a) . <_(LY

2423 2424 241

leblZiZb
|
UlafN 5 OO <
,___,{) 3 Q¥ \L 241aa
2414b <><><>
SN g
241aa—~:£—\‘§_<>/0<> > ~ 24123
241ab pd
OFQ $
|
D2

64/67

Z
(b) l
X Y
231 232a 232a
\/\232b 232b
I l l ﬁ/231a
< <> e <> # )
OO g ¢ 1 {231aa
#: O # 231aa
<>0@0@
‘,.<> s 0/\;.«2313[)
le & i O




DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 31

(a) 206 (b)
a 297

Y od AN 2a
2T N\ 2412z o 270

241a 5 5 S
\.

65/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 32

66/67



DE 10 2013 109 093 B4 2022.01.20

FIGUR 33
240
210
\ 2 5
0 \ 245
20d 248

235
L
cod \ 20c = I
Q ‘0
S Y =
JWWJ laé’ 243
231 gé;? @'f/\./
d 052 43%
Q] %07
0}
@ @

67/67 Das Dokument wurde durch die Firma Jouve hergestellt.



	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

